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Millionen Euro 2002 2003
Auftragseingang netto 104,5 101,0
Auftragsbestand netto 32,4 33,9
Nettoumsatz 127,5 92,6
Eigenkapital 118,5 102,4
Eigenkapitalquote 68% 64%
Net Cash 13,4 23,6
Free Cash Flow -0,1 4,5
Rohertrag nach Umgliederungen 47,9 36,4
Rohertragsmarge 37,6% 39,4%
EBITDA -9,4 -11,0
EBITDA-Marge -7,4% -11,9%
EAT (Ergebnis nach Steuern) -8,9 -14,6
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro) -0,60 -0,97
Anzahl der Mitarbeiter 878 716
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Liebe Aktiondre, Mitarbeiter und Geschéftspartner
der SUSS MicroTec AG,

die mittlerweile viel zitierte Halbleiterkrise hat 2002 und
leider auch 2003 tiefe Spuren hinterlassen. Zwar waren
wir urspriinglich fir das erste Halbjahr 2003 nicht opti-
mistisch, erwarteten aber - ohne dabei euphorisch
gewesen zu sein - flr das zweite Halbjahr zumindest
eine leichte Belebung des Geschafts. Letztendlich war
aber auch das zweite Halbjahr enttduschend, wobei ins-
besondere das vierte Quartal weit hinter unseren
Erwartungen zuriickgeblieben ist.

Dies driickt sich auch in den Zahlen flir 2003 aus, die
nochmals deutlich unter das Niveau von 2002 gefallen
sind. Der Umsatz ging um weitere 27% von 127,5 Mio.
Euro auf 92,6 Mio. Euro zuriick; hier setzte der Verfall des
US-Dollars gegeniiber dem Euro zu einem fiir uns denk-
bar unglinstigen Zeitpunkt ein. In der Folge verschlech-
terte sich das EBIT um 0,7 Mio. Euro auf -17,1 Mio. Euro,
so dass sich unsere RestrukturierungsmaBnahmen aus
2002 sowie der weitere Mitarbeiterabbau im Frihjahr
2003 aufgrund des Umsatzriickgangs letztendlich nicht
im Ergebnis niederschlagen konnten.

Vor dem Hintergrund der Ergebniserwartung haben wir
2003 unser Hauptaugenmerk auf den Cash Flow gerich-
tet, wo wir unser kommuniziertes Ziel — einen zumindest
ausgeglichenen Free Cash Flow (operativer Cash Flow
abzlglich Investitionen) — erreichten. Wir sind der An-
sicht, dass es in derartigen Phasen unserer Industrie von

héchster Bedeutung ist, die finanzielle Stabilitit des
Unternehmens zu gewéhrleisten und zu sichern. Aus die-
sem Grund haben wir auch im November 2003 die
Wandel- und Optionsanleihe begeben, um ausreichende
finanzielle Ressourcen flir die kommende Geschafts-
belebung bereitzustellen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Ergebnisse
in der Halbleiterindustrie immer eine Berg- und Talfahrt
darstellen - sie ist wohl die Industrie mit den ausgepréag-
testen Zyklen; und es nicht ersichtlich, dass dies kiinftig
anders wird. Ublicherweise geht jedem Aufschwung eine
Anschubfinanzierung voraus, in der die notwendigen
Produkte hergestellt werden. Hier spliren wir eine
Verdnderung im Kundenverhalten. W&hrend in der Ver-
gangenheit bei Auslastungsgraden von etwa 85% Erwei-
tungsinvestitionen getétigt wurden, verschiebt sich die-
ser Grenzwert auf deutlich Gber 90%. So verkiirzt der
Kunde die Liefertermine, was flir die Zulieferer - also
auch SUSS MicroTec - eine weitere Herausforderung
darstellt, da so das Investitionsrisiko verstérkt auf uns
abgewalzt wird. Hier ermdglicht nur ein enger Kontakt
zum Kunden eine realistische Einschétzung der Situation
und eine gute Disposition in der Produktion. Unser Ziel
ist es, diese Problematik so zu I6sen, dass wir einerseits
nicht die Risiken einer zu hohen kapitalbindenden
Vorproduktion tragen missen und andererseits den
Kunden akzeptable Lieferzeiten anbieten kénnen.

Die Prognosen unserer Kunden, flihrender Research
Institute, Analysten und der Fachpresse geben Anlass



zur Erwartung, dass im laufenden Geschaftsjahr 2004
die von den Halbleiterindustrie-Zulieferern nahezu her-
beigesehnte nachhaltige Erholung eintritt. Auch die ver-
offentlichten Zahlen unserer Kunden bestatigen eine
Geschéftsbelebung und erste Hersteller von Backend-
Equipment spiren diese bereits jetzt. Die gesamte wirt-
schaftliche Situation und die Qualitét dieser positiven
Prognosen veranlasst uns zur Annahme, dass wir an
diesem Aufschwung ebenfalls partizipieren werden.

Wir haben im &uBerst schwierigen Marktumfeld der letz-
ten zwei Jahre "den Kopf nicht in den Sand gesteckt",
sondern diese Zeit intensiv zu Forschungs- und Ent-
wicklungszwecken genutzt. Ziel war, durch die Erfor-
schung neuer Technologien den &uBerst anspruchs-
vollen Roadmaps unserer Industrie fiir die ndchsten
Jahre so weit wie mdglich entgegen zu kommen und
somit die technologische Positionierung unserer Pro-
dukte weiter zu verbessern. In 2003 brachten wir dann
auch zwei bedeutende neue Technologien zur Marktreife:

e "SupraYield": Die erste Vollfeldbelichtung, die
lithographisch Strukturen unter 1 Mikrometer dar-
stellen kann - hiermit haben wir die wesentliche
technologische Liicke unserer Mask Aligner zum
Konkurrenzverfahren der Stepper geschlossen;

und

¢ "nanoPREP": Eine Innovation, die das direkte Ver-
binden von Wafern ohne Einsatz aufwendiger Vaku-

umverfahren bei niedrigen Temperaturen ermdglicht
und mit der wir erfolgreich den wachsenden Bonder-
Markt bedienen.

Diese beiden neuen Technologien treffen genau den Puls
der Zeit: Mobile technische Gerate wie Laptop, Handy,
Organizer werden unaufhaltsam kleiner und leistungsfa-
higer; die Anforderungen an technische Hilfsmittel wie
Drucker, Sensoren flir alle méglichen Funktionen immer
grdBer; neue Technologien bei den Flachbildschirmen
er6ffnen groBe Potenziale auf dem Gebiet des Home
Entertainments - alle diese Entwicklungen bedirfen
neuer Produktionstechniken — denn sie sind mit den her-
kémmlichen Lésungen nicht mehr darstellbar.

"SupraYield" und "nanoPREP" werden diesen Anfor-
derungen gerecht. Die Technologien resultieren unmittel-
bar aus unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden und
zeigen, dass unser bereits seit Jahren verfolgter Ansatz
der Applikationsarbeit richtig ist. Nur wenn man sich der
technischen Herausforderungen der Kunden annimmt
und sich diese zu Eigen macht, ist man in der Lage, den
Bedarf des Kunden umfassend zu decken. Zu diesem
Zweck haben wir in den vergangenen Jahren ein um-
fangreiches Kow-how (iber die verschiedenen rele-
vanten Fertigungsprozesse aufgebaut. Gemeinsame
Prozessentwicklungen und -weiterentwicklungen mit den
Kunden flihren bei positivem Entwicklungsergebnis zu
einer sehr hohen Akzeptanz der dabei verwendeten
Produktionsgerate, was sich dann in der Regel auch
erleichternd bei der Auftragsverhandlung auswirkt.



EDITORIAL

Fir eine gute Anwendungsunterstiitzung bei unseren
Kunden sind umfangreiche Informationen Uber die
entsprechende Technologie und Training in den ver-
schiedenen Arbeitsschritten unabdingbar. Das erste
groBe Projekt einer derartigen Schulungsarbeit war
SECAP (Semiconductor Equipment Consortium for
Advanced Packaging), das sich aus Vortrédgen (ber
unsere Technologien bei Kunden, vor allem in Asien, ent-
wickelte. Heute ist SECAP nahezu eine Institution und
viele unserer Kunden wissen, dass sie mit Hilfe von
SECAP ihr Prozessversténdnis und damit die Fahigkeit,
ihr Produktionsergebnis weiter zu optimieren, erheblich
verbessern konnen. Seit April 2003 steht beispielsweise
eine vollstdndige 300mm-Bumping-Linie fiir Advanced
Packaging bei der Firma Unitive in Taiwan, die von ande-
ren potenziellen Kunden als Demonstrations- oder
Testlinie intensiv genutzt wird.

Aufgrund dieses Erfolgs haben wir im Friihjahr 2003
ein weiteres Konsortium gegrindet. MEMUNITY st
das erste Test Forum fur die Mikrosystemtechnik, ein
SUSS MicroTec-Markt, in dem wir groBes Wachstums-
potenzial sehen. In diesem Konsortium werden von
einem Konsortialpartner angepasste Testverfahren flir
spezifische Mikrosysteme entwickelt, die in vielen
Fallen eine erheblich kostengiinstigere Produktion die-
ser Systeme ermdglicht. Nach Beauftragung durch
den Kunden stellt SUSS MicroTec speziell modifizierte
Testgerate zur Verfigung, die dann mit dem Entwi-
cklungsergebnis in die Produktion beim Kunden inte-
griert werden.

Insofern ist "Kundenintegration" fir uns ein gelebtes
Schlagwort. Das klassische Lieferanten - Kunden Ver-
héltnis gibt es nicht mehr - stattdessen entstehen lang-
fristige Partnerschaften, die sich nahezu unabhangig
vom aktuellen Geschéft weiter entwickeln. Die Erhaltung
und Vertiefung dieser Beziehungen erfordert nicht uner-
hebliche Ressourcen unsererseits. Auf den ersten Blick
scheint es unverstandlich, dass wir in 2003 verhaltnis-
méBig hohe Entwicklungs- und Vertriebsaufwendungen
ausweisen - jedoch wiirde eine auf kurzfristige Erfolge
ausgerichtete Kostensparstrategie mittelfristig auch
diese Partnerschaften und folglich auch das gesamte
Geschéft negativ beeinflussen. Wir sind davon (ber-
zeugt, dass sich unser Ansatz, dem Kunden als kompe-
tenter und verlasslicher Partner auch in schwierigen
Zeiten zur Verfugung zu stehen, letztendlich — im wahr-
sten Sinne des Wortes - auszahlt. Aufgrund dieser
Strategie sowie der derzeitigen Gesamtsituation -
Marktverfassung, Technologien, Wettbewerb, Chancen
und Risiken - erwarten wir fir das Gesamtjahr 2004 ein
Wachstum des Auftragseingangs um etwa 20%.

Auf den nachsten Seiten werden die neuen Technolo-
gien, unsere Produkte und unsere Méarkte ausflhrlich
dargestellt.

Zu guter Letzt mdchten wir uns bei unseren Aktionéren
flr das Vertrauen bedanken, dass Sie dem Manage-
ment und dem Unternehmen SUSS MicroTec in den
letzten Jahren entgegen gebracht haben. Wir sind uns
bewusst, dass der Kursverlauf der SUSS MicroTec-



Aktien zwar Gewinnchancen bot, aber eben auch
Potenzial flr groBe Verluste hatte. Wir wissen, dass
viele Aktionére mit uns durch dieses Tal gegangen sind
und wissen dies zu schétzen.

Garching, im Mérz 2004

Y Rodee 0N

Dr. Franz Richter Stephan Schulak
Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen
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Der Aufsichtsrat hat sich im Geschéftsjahr 2003 regel-
maBig durch laufende schriftliche Berichterstattung
sowie in flnf gemeinsamen Sitzungen zeitnah und
umfassend vom Vorstand Uber den Geschaftsverlauf
und die Planung der Gesellschaft und des SUSS
MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentli-
che Fragen der Geschaftsfiihrung mit dem Vorstand
erortert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand
beraten und die Geschaftsfiihrungstatigkeit des Vor-
stands auch dahingehend Uberwacht, dass Abwei-
chungen des tatséchlichen Geschéftsverlaufs von der
Planung unter Angabe ihrer Griinde ausfiihrlich mit
dem Vorstand erértert wurden. Der Vorstand hat den
Aufsichtsrat Uber wichtige Geschéftsvorfalle, die son-
stigen berichtspflichtigen Umsténde und die von ihm
fir das Risikomanagement getroffenen MaBnahmen
sowie Uber erkennbar gewordene geschaftliche Risi-
ken unterrichtet.

Zum 01. April 2003 hat der Aufsichtsrat Herrn
Stephan Schulak zum ordentlichen Mitglied des Vor-
stands bestellt.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem die
Herren Dr. Suss als Vorsitzender sowie Schlytter-
Henrichsen und Gortz als Mitglieder angehéren, hat
sich in einer Sitzung mit Personalangelegenheiten des
Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichts-
rats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem
Gesamtaufsichtsrat Uber das Ergebnis seiner Bera-
tungen berichtet.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2003, hat der
Aufsichtsrat einen Priifungsausschuss eingesetzt und
die Aufgaben des gleichzeitig aufgeldsten bisherigen
Finanzausschusses ebenfalls dem Priifungsausschuss
zugewiesen, mit dessen Vorsitz Herr Schlytter-
Henrichsen beauftragt wurde. Weitere Mitglieder des
Prufungsausschusses sind die Herren Prof. Dr.
Heuberger, Dr. Schiicking und Dr. Siss. Dieser
Ausschuss hat sich im abgelaufenen Geschéftsjahr in
zwei Sitzungen mit Fragen aus folgenden Bereichen:

¢ Auftrag an den Abschlussprifer;

¢ Unabhéangigkeit Abschlusspriifers;

¢ \erfligung des Abschlussprifers;

e MaBnahmen zur Anpassung an das
ricklaufige Geschaftsvolumen;

* Finanzierung der SUSS MicroTec-Gruppe;

¢ Begebung einer Wandelanleihe

befasst, die Entscheidungen des Gesamtaufsichtsrats
zu diesen Fragen vorbereitet und den Gesamtauf-
sichtsrat Uber das Ergebnis seiner Beratungen unter-
richtet.

In seiner Sitzung vom 24. November 2003 hat der
Aufsichtsrat die Effizienz seiner Tatigkeit berprift.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember
2003, der nach den als US-GAAP bezeichneten Bilan-
zierungsregeln der Vereinigten Staaten von Amerika



aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum
31. Dezember 2003, der Lagebericht und der Kon-
zernlagebericht des Vorstands Uber das Geschéfts-
jahr 2003 wurden durch den von der Hauptversamm-
lung gewahlten und vom Aufsichtsrat beauftragten
Abschlussprtifer, die PriceWaterhouseCoopers Wirt-
schaftsprufungsgesellschaft mit beschrankter Haf-
tung, Miinchen, geprift und mit uneingeschrankten
Bestatigungsvermerken versehen.

Auf der Grundlage einer entsprechenden Vorbereitung
durch seinen Priifungsausschuss hat der Aufsichtsrat
den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2003 sowie den gemaBl §
292 a des Handelsgesetzbuchs nach US-GAAP aufge-
stellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2003, den Lagebericht und den Konzern-
lagebericht fur das Geschéftsjahr 2003 gepriift. An der
Verhandlung des Aufsichtsrats Uber die genannten
Vorlagen haben die beiden zustandigen Wirtschafts-
prifer des Abschlusspriifers teilggnommen. Sie haben
dem Aufsichtsrat mindlich Uber die wesentlichen
Ergebnisse ihrer Priifung berichtet. Der Aufsichtsrat
hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des
Abschlussprifers mit den Vertretern des Abschluss-
priifers und dem Vorstand erértert und die Vorlagen
gebilligt. Der Aufsichtsrat erklart hiermit, dass nach
dem abschlieBenden Ergebnis seiner Prifung gegen
die von ihm gepriften Vorlagen keine Einwendungen
zu erheben sind. Auch die Prifungsberichte des

Abschlusspriifers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats
nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2003 ist damit festge-
stellt. Mit dem Lagebericht fir das Geschéftsjahr 2003
ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den
Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungs-
gesellschaften flr ihren Einsatz fiir die Gesellschaft
und den SUSS MicroTec-Konzern im schwierigen Ge-
schéftsjahr 2003, das ihnen ein weiteres Mal erheb-
liche Flexibilitdt zur Anpassung an ein sehr schwieri-
ges wirtschaftliches Umfeld abverlangt hat.

Garching, im Méarz 2004
Der Aufsichtsrat
AT YA

Dr. Winfried Stiss
Vorsitzender



Neue Technologien fiir beste
Endprodukte

Im Geschéftsjahr 2003 entwickelte SUSS MicroTec
zwei weltweit einzigartige Technologien: Die
»oupraYield“- und ,nanoPREP“-Technologie setzen
neue technologische Standards bei den Herstellungs-
verfahren in der Halbleiterfertigung. Durch ihren
Einsatz wird die Produktion unserer modernen
Informationstechnologien einfacher, effektiver und
deutlich glnstiger. ,SupraYield* und ,nanoPREP“
kommen bei unterschiedlichen Standardverfahren in
der Chipherstellung zum Einsatz: ,,SupraYield“ bei der
Photolithografie — der Belichtung von Kkleinsten
Strukturen auf dem Wafer; ,nanoPREP“ beim so
genannten Bonden - dem Verbindungsprozess von
zwei oder mehreren Wafern.

Beide Neuentwicklungen sind in bestehende SUSS
MicroTec-Produktlinien integrierbar und tragen zu
einer verbesserten Positionierung gegenuber Wett-
bewerbsequipment bei. Kunden profitieren bei beiden
Technologien von den reduzierten Produktionskosten
(Cost of Ownership). SUSS MicroTec hat durch die
erfolgreiche Einflihrung von ,SupraYield und
,nanoPREP* seine Position als Kostenflihrer in den
bearbeiteten Marktnischen weiter gefestigt und den
Wettbewerbsvorsprung weiter ausgebaut.

Detaillierte Informationen zu ,SupraYield“ und
»NanoPREP* finden Sie in Kapitel 2 (Neue Technolo-

gien) auf Seite 12. AnschlieBend informiert Kapitel 3
(Equipment fir héchste Anspriiche) iiber die SUSS
MicroTec-Produkte und zusétzliche neue Produktent-
wicklungen.

GroBe Partner fiir kleinste ,,Welten*

Leistungsféhige Mikrosysteme werden heute Schritt
flir Schritt weiter erforscht und entwickelt. Noch gibt
es in der vielféltigen ,Miniwelt“ viele Einsatzbereiche,
die erst erprobt werden miissen bevor sie uns innova-
tiven Nutzen bringen. SUSS MicroTec griindete des-
halb 2003 MEMUNITY - das erste Test Forum fiir
Mikrosystemtechnik. Mit MEMUNITY (steht fiir , The
MEMS Test Community“) kdnnen Mikrosystem-Her-
steller erstmals anwendungsspezifische Testverfahren
fur unterschiedliche Mikrosysteme entwickeln und
erproben. MEMUNITY berdt und unterstitzt die
Hersteller — und intensiviert gemeinsam mit lhnen die
Forschung in diesem Zukunftsmarkt. Der Fokus liegt
dabei auf der Entwicklung von Testverfahren vor und
wahrend der Produktion von Mikrosystemen. Das ist
ein entscheidender Vorteil, weil fehlerhafte Mikrosys-
teme nun bereits in einer frihen Phase der Fertigung
aussortiert werden kénnen und somit die nachfolgen-
den Produktionsschritte und damit Produktionskosten
fir diese ohnehin fehlerhaften Systeme eingespart
werden. Das laufende Testen in den verschiedenen
Fertigungsphasen fiihrt zu einer erheblichen Kosten-
senkung und damit zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil fir SUSS MicroTec-Kunden.



SUSS MicroTec griindete MEMUNITY in Kooperation
mit dem déanischen Test House DELTA. Der Hersteller

von Laser Messsystemen Polytec, Deutschland, ist
weiterer Partner. Nach der &uBerst positiven Erfahrung
mit dem SECAP-Konsortium fiir Advanced Packaging
setzt SUSS MicroTec mit MEMUNITY diese Erfolgs-
strategie auch fiir seinen zweiten Hauptmarkt Mikro-
systemtechnik fort.

Ausfihrliche Informationen zu MEMUNITY und SECAP
erhalten Sie auf Seite 27 (Kapitel 4).

Zufriedene Kunden durch
erstklassigen Service

Ein optimaler Service hat fiir SUSS MicroTec oberste
Prioritat. Gerade in hoch spezialisierten Technologie-
Bereichen muss sich der Kunde rund um die Uhr auf
das Unternehmens-Know-how verlassen kénnen. Um-
frageergebnisse belegen: Der SUSS MicroTec Kun-
denservice und -support war 2003 erneut erstklassig.
Bei der jahrlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit -
durchgeflihrt vom namhaften, auf die Halbleiterbranche
spezialisierten, Marktforschungsinstitut VLSI-Research -
erzielte SUSS MicroTec in vier Kategorien Spitzenplatze
unter den Top 10. Damit schlieBt SUSS MicroTec an das
hervorragende Ergebnis vom Vorjahr an und bleibt auch
im zehnten Jahr infolge eines der Halbleiterunter-
nehmen mit den zufriedensten Kunden.

Fir die Umfrage des ,10 Best Annual Customer

Satisfaction Survey on Chip Making Equipment
Suppliers® versendete VLSI Research weltweit rund
43.000 Fragebdgen an Entscheidungstrager in Halb-
leiterunternehmen. Die Bewertung der einzelnen Zulie-
ferer in etwa zehn Kategorien gilt als exemplarisch fir
die Kunden-Lieferanten-Beziehungen in der Halb-
leiterbranche. Weitere Informationen zu den Ergeb-
nissen erhalten Sie unter: www.visi-research.com.

Aktie wieder im Blue Chip-Index

Die SUSS MicroTec AG ist seit September 2003 im
TecDAX gelistet — und gehdrt damit zu den 30 gréBten
Technologiewerten des Borsensegments Prime Stan-
dard. Der Sprung in den wichtigen Auswahlindex
gelang SUSS MicroTec durch eine kontinuierliche
Kurssteigerung. Das in 2002 verlorene Anlegerver-
trauen konnte zuriickgewonnen werden, was einen
erfreulich positiven Kursverlauf bewirkte.

Ausfihrliche Informationen Uber Investor Relations
erhalten Sie auf Seite 30 (Kapitel 5).



Technologien fiir unsere Zukunft

Vor rund 20 Jahren bestand unser ,High Tech“-Alltag
meist aus Telefon, Fernseher und Kassettenrekorder.
Alles war groB und recht klobig, bestand aus endlosen
Dréhten aber dafiir wenigen Funktionen. Die einfachen
Technologien von damals haben sich heute zu ausge-
feilten, hochkomplexen Systemen entwickelt. Sie sind
taglich préasent — aber wir nehmen ihre Existenz kaum
noch wahr. Der Griff zum Computer, elektronischem
Notizbuch oder Handy ist selbstversténdlich und
erfolgt fast automatisiert. Und die ,technologische
Reise” geht ungebremst weiter: Alles wird kleiner, leis-
tungsfahiger, vielseitiger — und immer unsichtbarer.
Mikrosysteme und neue Verbindungstechnologien fiir
Chips ermdglichen uns schon heute eine intelligente,
vernetzte Umgebung und Umwelt. Ob in der Medizin,
Umwelttechnik, im Automobil oder einfach zu Hause:
Technische Innovationen unterstitzen uns und machen
unser Leben in vieler Hinsicht sicherer. Die Frage, wie
das alles so schnell geschehen kann, fiihrt zu der néch-
ste Frage, welches Potenzial die Zukunft beziglich
weiterer Entwicklungen in sich birgt und somit in einen
weiteren technologischen Bereich: In die , Technologie
hinter der Technologie® — den vielschichtigen Bereich
der Hochtechnologie von SUSS MicroTec.

In den Mérkten von SUSS MicroTec liegt das Potenzial
flr unsere weitere Zukunft. Besonders die beiden
Hauptmaérkte von SUSS MicroTec stehen hierbei im
Blickpunkt: Advanced Packaging - die wegweisende

Verbindungstechnologie fir alle Chipgenerationen -
und Mikrosystemtechnik - die Verarbeitung von
»Mikrowelten“ fir kleinste technische Anwendungen.
Nur wenn Produktionsprozesse in diesen Mérkten
optimiert werden, kdnnen wir von neuen ,intelligenten®
Technologien profitieren.

Im Geschéftsjahr 2003 fiihrte SUSS MicroTec neue
Technologien in den Markt ein, die die Produk-
tionskosten in beiden wichtigen Markten — Advanced
Packaging und Mikrosystemtechnik — entscheidend
senken. Das Interesse von Kunden an den neuen
Technologien ist groB. Einige flihrende Unternehmen
der Halbleiterbranche nutzen bereits die Vorteile von
»SupraYield“ oder ,nanoPREP“.

Im Folgenden werden die SUSS MicroTec-Innovatio-
nen und ihre Bedeutung fur die Markte detailliert
erlautet. Darliber hinaus zeigt dann Kapitel 3 (Produkt-
linien) auf, in welchem SUSS MicroTec-Equipment die
Neuheiten eingesetzt werden.

wSupraYield“ - Mehr Mikrochips bei
sinkenden Kosten

Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine
hat sich gewandelt. Was bis vor kurzem noch ,harte
Arbeit” war, ist heute technologischer Spal. Beispiel
Computer: Einst waren wir froh, wenn simple Befehle
umgesetzt werden konnten - heute ibernehmen selbst
einfache Gerdte komplexe Steuerungsaufgaben des



taglichen Lebens. Hinter diesem Wandel steckt umfas-
sende technologische Entwicklungsarbeit. Im Bereich
Informationstechnologie sind fortschrittliche Produkte
erst durch das Advanced Packaging-Verfahren méglich.
Diese neuartige Verbindungstechnik fiir Halbleiterbau-
steine erhdht die Anschlussdichte der Chips deutlich
und fiihrt so zu immer kleineren elektronischen Geraten
mit steigender Funktionalitat und Leistung.

Bevor diese neue Verbindungstechnik in die End-
produkte gelangt, wird sie in einer Vielzahl technischer
Fertigungsschritte hergestellt. Und genau hier setzt die
neue ,SupraYield“-Technologie von SUSS MicroTec
an. Der Name unterstreicht das Ziel: ,Yield” - die
Ausbeute - ist eine der wesentlichen KenngréBen in
der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute
der funktionsféhigen Mikrochips im Verhaltnis zur
Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je héher
der Yield desto effektiver und kostengunstiger ist die
Chipproduktion fiir den Kunden. Die ,SupraYield“-
Technologie setzt sich so die maximale Ausbeute an
leistungsstarken Chips zum Ziel. Dazu unterstitzt sie
einen der wesentlichen Fertigungsschritte im Rahmen
des Advanced Packaging-Verfahren - das sogenannte
Wafer-Bumping.

Beim Wafer-Bumping werden kleine Lotkiigelchen zum
spateren elektrischen Anschluss der Mikrochips auf
jeden einzelnen Anschlusskontakt platziert. Dabei han-
delt es sich um eine sehr groBe Zahl mikroskopisch
kleiner Kiigelchen; so werden etwa eine halbe Millionen

Kigelchen mit einem Durchmesser von etwa 50 Mikro-
meter oder 50 Tausendstel Millimeter auf einen 300mm-
Wafer gesetzt. Fiir diese diffizile Aufgabe kommt ein
Fertigungsverfahren der Mikrosystemtechnik zum Ein-
satz. Mit Hilfe von Photolithografie werden kleine For-
men auf jedem Anschlusskontakt erzeugt und an-
schlieBend mit Létzinn gefillt. Nach dem Entfernen des
Formenmaterials bleiben dann die Létzinn-Kiigelchen
auf den Anschlusskontakten der Mikrochips stehen.

Der intensivere Einblick in das Wafer-Bumping veran-
schaulicht die Bedeutung der neuen ,SupraYield®-
Anwendung flr diesen Fertigungsschritt: Das Wafer-
Bumping ist einer der letzten Fertigungsschritte bei
der Halbleiterproduktion und steht am Anfang des
Backend-Prozesses. In diesem Stadium hat der Wafer
bereits einen betrachtlichen Wert; jeder Fehler bei der
Fertigung l&sst die Produktionskosten jetzt férmlich
»explodieren®, da alle vorangegangenen Fertigungs-
schritte zur Herstellung der Mikrochips mit vernichtet
werden. Im ersten Schritt des Wafer-Bumpings erhalt
der Wafer die Formen fiir die Metallaufbringung (Bump
Mold). Dazu wird der Wafer mit dem ,Formenmaterial®,
einer photoempfindlichen Lackschicht (,Photolack”
oder ,Photoresist”) Gberzogen, die dann mit Hilfe der
Photolithographie strukturiert werden kann.

Bei der Lithographie belichtet man einen Photolack
oder Photoresist mit ultraviolettem Licht durch eine
teilweise transparente Photomaske hindurch. Dadurch
wird das Maskenbild in den Photoresist ibertragen
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und erzeugt an den transparenten Stellen eine photo-
chemische Veranderung in der Photoresist-Schicht. In
einem anschlieBenden Entwicklungsschritt kdnnen
diese photochemisch verdnderten Bereiche aus der
Photoresistschicht herausgelst und damit die kleinen
Formen erzeugt werden.

MASKEN FUR BESSERE STRUKTUREN

Fir die Photolithografie ist der Einsatz verschiedener
Belichtungsgerate maglich. SUSS MicroTec-Mask
Aligner haben sich in den vergangenen Jahren als die
kostengiinstigsten Geréte fir diesen Prozessschritt
bewahrt, weil die StrukturgroBen des Wafer-Bumpings
ideal zur Lithografie mit Mask Alignern passen. Um
dem fortlaufenden Trend zu immer kleineren Struktur-
gréBen gerecht zu werden und damit SUSS MicroTec-
Mask Aligner auch zukiinftig die kostenglnstigsten
Produktionsmaschinen fur diese Anwendung bleiben,
wurde ,SupraYield“ entwickelt. Mit Hilfe von ,,SupraYield®
kénnen Mask Aligner auch kleinere Strukturen als bis-
her mit gewohnt hohem Yield produzieren.

Die GroBe der Strukturen, die Mask Aligner (ibertragen,
héngt von dem Abstand der Maske zum Wafer wéhrend
der Belichtung ab. Je kleiner der gewéhlte Abstand,
umso kleinere Strukturen lassen sich Ubertragen. Als
praktische Grenze fiir Produktionsanwendungen haben
sich etwa finf Mikrometer erwiesen. Diese Grenze ent-
steht, wenn der Abstand sich so verkleinert, dass es
aufgrund von Unebenheiten zu Beriihrungen zwischen

Maske und Wafer kommt. Jetzt ergeben sich Fehler,
indem Teile des Photoresists an der Maske anhaften
und vom Wafer abgerissen werden, wenn man nach der
Belichtung Maske und Wafer wieder trennt.

Bei der ,,SupraYield“-Technik wird nun die Maske mit
einer sehr diinnen Schicht eines teflonartigen Mater-
ials Uberzogen. Diese Schicht verandert die Oberfla-
cheneigenschaften in einer Weise, dass Photoresist
nicht mehr an der Maskenoberflache anhaften kann.
Berlihrungen sind nun nicht mehr schédlich und
Belichtungen kdnnen jetzt selbst in flichigem Kontakt
zwischen Maske und Wafer erfolgen. Dieser Belich-
tungsmodus erlaubt StrukturgréBen im Submikro-
meterbereich bis hinunter zu 0,5 bis 0,6 Mikrometer.

,SupraYield“ bietet SUSS MicroTec-Kunden maBgebli-
che Wettbewerbsvorteile, indem die Ergebnisse einer
komplexeren und damit teueren Projektionslithografie mit
den kostenguinstigeren Mask Alignern erreicht werden:

¢ eine Strukturaufldsung bis zu 0,5 Mikrometer statt
etwa 5 Mikrometer bei anderen Mask Alignern,

¢ ein deutlich hdéherer Yield gegeniuber anderen
Mask Alignern,

¢ ein deutlich hdherer Durchsatz gegeniber Projek-
tionslithografiesystemen wie Steppern durch die
Belichtung des Wafer-Oberflache in einem Schritt
(Wafer-Vollfeldbelichtung) und

* bis zu 60% geringere Kosten fiir die Photolitho-
grafie im Vergleich zu Steppern.



~oupraYield” ist als neue Photolithografie-Technologie
Treiber flr die weitere Kostenreduktion in der Pro-
duktion héher integrierter Mikrochips. Zudem erfillt
das Garchinger Unternehmen mit ,SupraYield“ die
aktuellen sowie bereits die kinftigen Anforderungen
der Halbleiterbranche nach weiterer Miniaturisierung
der Strukturen auf dem Wafer. Selbst die ambitionier-
testen Roadmap-Ziele der Industrie fiir die Zukunft
erflillt die ,SupraYield“-Technologie bereits heute.

SUSS MicroTec erweitert mit ,,SupraYield“ den bisherigen
Anwendungsbereich der Mask Aligner-Lithografie maB-
geblich hin zu kleineren Strukturen und setzt sich so
einen groBen ,Schritt vom Wettbewerb ab. Neben dem
wichtigen Advanced Packaging-Markt kommt ,Supra
Yield“ auch in der Mikrosystemtechnik und bei den Com-
pound Semiconductors (Verbindungshalbleiter) - ins-
besondere flir Produkte, die in groBerer Stlickzahl her-
gestellt werden - zum Einsatz. Die Hersteller von
Mikrochips und damit auch die Hersteller elektronischer
Geréate kdnnen dank ,,SupraYield“ inre Produktionskosten
senken. Fir uns als Verbraucher bedeutet ,SupraYield*:
Unser Traum-Handy, unsere digitale Wunsch-Kamera
oder der begehrte Palm Top werden jetzt bei gleicher
oder sogar hoherer Leistungsféhigkeit guinstiger.

»nanoPREP“ - Einfache Verbindungen
fiir komplexe Mikrosysteme

In den eigenen ,vier Wanden“ fangt es bereits an: Hier
wirken ausgefeilte Mikrosysteme etwa im CD-Player,

Drucker oder in Haushaltsgeraten. Sie garantieren auf
kleinstem Raum vielfaltigste Funktionen, extreme Leis-
tungsfahigkeit und héchste Zuverldssigkeit unserer tech-
nischen Produkte. Deshalb finden sich innovative
Mikrosysteme (MEMS) bereits in den verschiedensten
Bereichen und Branchen. In Fahrzeugen etwa ermdg-
lichen sie Aufprallsensoren oder Antiblockiersystem; in
der Medizin Puls- und Sauerstoffsensorik und in Kipp-
spiegel-Displays fiir Projektoren und TV-Anwendungen
mit gréBeren Bildschirmen revolutionieren sie gerade das
Gebiet ,Home Entertainment”. Technische Entwicklun-
gen die maximale Funktionalitit und Raffinesse auf klein-
stem Raum fordern, sind ohne Mikrosysteme heute
undenkbar. Dadurch steigt der Bedarf nach den leis-
tungsféhigen ,Mikrowelten® von Jahr zu Jahr - im
Konsumenten- und im industriellen Bereich. Gefragt sind
dabei Mikrosysteme, die immer komplexere Aufgaben
meistern und immer weniger Platz daflir beanspruchen.

Eine der Schliisseltechnologien bei der Herstellung
von Mikrosystemen ist die Verbindung mikrosystem-
technischer Bauteile oder das Wafer-Bonden - wie ein
Einblick in die technische Praxis verdeutlicht: Fur die
komplexen mikrotechnischen Applikationen werden
mechanische Bauteile so konstruiert, dass sie in der
Regel aus verschiedenen Ebenen aufgebaut sind. Die
Fertigung dieser Bauteilebenen findet jeweils auf
einem Silizium-Wafer statt. AnschlieBend werden die
einzelnen Ebenen zu einem funktionierenden Mikro-
system zusammengesetzt (gebondet). Je nach Bauteil
kann das Mikrosystem aus zwei, drei oder sogar mehr
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Ebenen bestehen. Um die Fertigungskosten mdglichst
gering zu halten, fertigt man auf einem Wafer je nach
BauteilgréBe bis zu einige Hundert Mikrosysteme gleich-
zeitig. Auch das Verbinden oder Bonden der einzelnen
Bauteile geschieht, solange die Bauteile noch auf dem
Silizium-Wafer im Verbund sind. Erst danach wird das
gebondete Waferpaket in einzelne Bauteile zersagt.

Ahnlich wie beim Packaging findet das Verbinden der
einzelnen Bauteilebenen, also das Wafer-Bonden, am
Ende der Fertigungskette statt. Alle Fertigungsschritte
zum Herstellen der einzelnen Ebenen sind bereits durch-
laufen und die Wafer haben mittlerweile einen be-
trachtlichen Produktionswert. Die letzten Schritte, wie
die Verbindung der einzelnen Ebenen, sollten deshalb
mit AuBerster Prézision, sicher und schnell ablaufen: So
werden die Funktionen der Mikrosysteme nicht beein-
tréchtigt, die bisherigen Arbeitsschritte bleiben erhalten
und die Produktionskosten so niedrig wie mdglich.

TEMPERATUREN OHNE RISIKO

Als Verbindungsmethoden wurden in den letzten
Jahren verschiedene Verfahren entwickelt. Als ideales
Verfahren gilt das ,Direkte Silizium Bonden® - auch
»Direct Wafer-Bonden“ genannt. Hierbei werden die
kristallinen Wafer-Oberflachen direkt miteinander ver-
bunden, indem die einzelnen Siliziumatome aus den
Kristallgittern der beiden Wafer sich miteinander zu
Molekdlen verbinden. Vom Prinzip her eine Art Kleben
ohne Klebstoff. Bisheriges Risiko beim ,Direct Wafer-

Bonden®: Fir das Verbindungsverfahren sind hohe
Temperaturen bis zu 1500°C notwendig. Bereits eine
Hitzeeinwirkung von rund 400°C beeintrachtigt die
Stabilitat der Mikrochips aber erheblich, kann den
Wafer beschédigen und ihn unbrauchbar machen. So
erwies sich das ,Direct Bonden” von Silizium-Wafern
lange Zeit als problematischer Fertigungsschritt flr die
Mikrosystemtechnik. Ziel der MEMS-Hersteller ist es
deshalb, das ,Direkt Wafer-Bonden“ bei deutlich nie-
drigeren Temperaturen in den Griff zu bekommen.
Technisch geeignete Verfahren wurden entwickelt,
doch sind die notwendigen speziellen Praparations-
schritte zur Vorbehandlung der Silizium-Wafer sehr
komplex, kostspielig und nicht universell einsetzbar.

Mit "nanoPREP" werden wéhrend der Préparation die
Oberflachen der Wafer einer speziellen Plasmabe-
handlung unterzogen. Hierbei lagern sich Molekuil-
gruppen - die als Verbindungselemente fungieren —
an die Wafer-Oberflache an und stérende organische
Molekiile werden von der Oberflache entfernt. Die
molekularen Eigenschaften der Oberflache veréndern
sich so, dass sie die atomare Verbindung von
Silizium-Wafern férdern. Die Wafer werden prazise
zueinander ausgerichtet und ,schnappen® durch die
Anziehungskréfte der Oberflaichenatome férmlich
zusammen (Van-der-Waals-Kréfte). AnschlieBend
werden die Wafer bei einer Temperatur von 200 bis
300°C ,,gebacken”, die atomare Verbindung zwischen
den Wafergrenzflachen baut sich auf. Diese sind
mechanisch sehr stabil und kénnen als vakuum-



dichte, unlésbare Verbindungen zwischen den einzel-
nen Bestandteilen der Mikrosysteme genutzt werden.

SUSS MicroTec entwickelte mit ,nanoPREP* ein eige-
nes Verfahren fur die Plasmaaktivierung von Wafer-
Oberflachen. ,nanoPREP“ steht dabei flr eine
spezielle Préparierung von Oberflachen im Nanome-
terbereich als Vorbereitung fiir das Wafer-Bonden.
Dieses Verfahren unterscheidet sich von anderen
Verfahren zur Plasmaaktivierung, indem es in atmo-
sphérischem Umgebungsdruck funktioniert. Damit
wird die Verwendung einer kostenintensiven Vaku-
umanlage in der Produktion vermieden, was sich
zusatzlich sehr positiv auf die Durchlaufzeiten in der
Produktion auswirkt.

»NanoPREP* optimiert so das ,,Direct Wafer-Bonden*®
auf bedeutende Art und Weise:

e die Bauteile fir MEMS-Applikationen werden nicht
verandert oder beeintrachtigt,

e die Wafer-Verbindungen sind auBerst stabil und
bestandig; sie halten extremen Umgebungsbe-
dingungen - etwa hohen thermischen Belastun-
gen, Erschutterungen oder Korrosionen - problem-
los stand,

e die Investitions- und Produktionskosten flr
MEMS-Hersteller sinken deutlich,

e der Durchsatz beim ,Direct Wafer-Bonden® in der
Produktion erhéht sich durch die Vermeidung auf-
wendiger Vakuumprozesse.

»NanoPREP* wird der zunehmenden Bedeutung von
MEMS-Applikationen gerecht — und legt den Grund-
stein fir die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung immer
komplexerer Mikrosystemtechniken.

SUSS MicroTec entwickelte das neue Verfahren in
Kooperation mit dem Max-Planck-Institut und dem
Fraunhofer Institut IST. Die neue Technologie ist
bereits zum Patent angemeldet. So sichert sich SUSS
MicroTec mit ,nanoPREP“ einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil im MEMS-Markt und erschlieBt
gleichzeitig weitere Zukunftsmérkte. Zum Beispiel
kann ,nanoPREP“ bei dem Aufbau neuer Material-
kombinationen wie der Verbindung von Silizium mit
Silizum-Germanium eingesetzt werden. Durch die
Verbindung dieser Materialien mit geringfuigig unter-
schiedlichen Gitterkonstanten wird das Atomgitter des
Siliziums gedehnt und die Materialeigenschaften ver-
andern sich. Das so entstehende ,Strained Silizium“
ist ein schnelles Halbleitermaterial mit extrem hoher
Elektronenbeweglichkeit und findet insbesondere
beim Bau extrem schneller Mikrochips Verwendung.
Zukinftige Computergenerationen kénnen damit noch-
mal wesentlich leistungsfahiger werden.



Equipment fiir héchste Anspriiche

Bis zu unserem technischen Wunschprodukt ist es ein
langer Weg. Mehrere Wochen schuften Maschinen und
verarbeiten Materialien in den aufwendigsten Ver-
fahren — um so letztlich unser Handy, den DVD-Player
oder das sichere und komfortable Auto zu liefern. Erst
die Préazision jedes einzelnen Arbeitsschritts flhrt zur
Leistungsfahigkeit unserer Endprodukte — und erst
Innovationen in der ,Welt der Maschinen® bewirken
auch technologische Neuheiten fiir uns. Nach dem
Einblick in die Technologie liegt der Fokus nachfol-
gend deshalb auf den Produkten von SUSS MicroTec.

Die SUSS MicroTec-Maschinen decken verschiedene
Prozesse in technischen Herstellungsverfahren ab. Die
jeweiligen Gerate flir einen bestimmten Prozess sind in
folgenden Produktlinien zusammengefasst:

¢ Spin Coater (,Beschichter”) beschichten den
Wafer mit einer lichtempfindlichen Lackschicht,

e Mask Aligner (,Masken Ausrichter”) justieren die
Maske relativ zum Wafer und belichten den Wafer
durch die Maske hindurch (Strukturiibertragung
durch Photolithografie),

¢ Developer (,Entwickler”) entwickeln den belichte-
ten Lack,

¢ Bonder (,Verbinder®) montieren mit hoher Genau-
igkeit entweder einzelne Bauteile im Waferformat
miteinander (Substrat Bonder) oder montieren die
einzelnen Bauteile nach dem Zertrennen der Wafer

auf entsprechende Trager (Device Bonder) und
* Prober (,Prifer) fiihren analytische Tests von
Bauteilen auf einem Wafer durch.

SUSS MicroTec-Produkte zeichnen sich durch héch-
ste Qualitdt und Uberragende Wirtschaftlichkeit aus -
in der Halbleiterindustrie als so genannte ,,Cost of
Ownership“ (CoQ) bezeichnet. Sie bewertet nicht nur
Anschaffungs- und Betriebskosten sondern auch
Kosten fir Reinraumflache, Verbrauch und Wartung
der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug
auf den Anteil funktionsféhiger Bauteile am Ende des
Herstellungsverfahrens berechnet. Je hoher die
Ausbeute an perfekten Chips desto besser ist die
»Cost of Ownership“ der Maschinen fiir den Kunden.
Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von
Massenproduktionen von gréBter Bedeutung.

Mit ihrer ganz besonderen Prézision, Zuverlassigkeit
und Wirtschaftlichkeit sind die Produkte von SUSS
MicroTec weltweit fihrend - und bei allen namhaften
Herstellern und Dienstleistern der Halbleiterbranche
installiert. Insgesamt sind heute rund um den Globus
einige tausend Maschinen von SUSS MicroTec im
Einsatz. In Asien (speziell in Japan, Taiwan und Sid-
korea), Nordamerika und Europa ist das Know-how
von SUSS MicroTec traditionell besonders gefragt.

Im Folgenden werden die Produktlinien von SUSS
MicroTec beschrieben. Im Mittelpunkt stehen dabei
Funktion und Entwicklung der Maschinen sowie



ihre Einsatzbereiche in den verschiedenen SUSS
MicroTec-Markten.

Mask Aligner - Pioniere der
Photolithografie

Vor 40 Jahren startete SUSS MicroTec seine Pro-
duktentwicklung mit dem Mask Aligner — und schreibt
mit ihm bis heute Produktgeschichte. Weltweit sind rund
4.000 Mask Aligner-Systeme von SUSS MicroTec bei
allen namhaften Herstellern von Halbleiterbausteinen
wie Mikrochips oder Mikrosystemtechnik-Bauteilen
installiert. Folglich ist der Marktanteil (iberaus dominant;
mehr als 80% aller Mask Aligner weltweit kommen von
SUSS MicroTec. Die groBe Akzeptanz zeigt die erfolgrei-
che Entwicklungsarbeit: Der Mask Aligner vereint hdch-
ste technische Qualitat, vergleichsweise niedrige
Anschaffungskosten und hohe Produktivitat — wichtigste
Kriterien fur seine tégliche Arbeit.

Mask Aligner fihren die Photolithografie in bestimmten
Marktnischen der Halbleiterfertigung durch. Sie kom-
men zum Einsatz, nachdem die Wafer-Oberflache
gleichmaBig mit einer photoempfindlichen Lackschicht
Uberzogen wurde. Beim anschlieBenden Belichtungs-
prozess wird der Photolack mit ultraviolettem Licht
durch eine teilweise transparente Photomaske hindurch
belichtet. So Ubertrédgt der Mask Aligner die auf der
Photomaske vorgegebenen kleinsten Strukturen im
Abbildungsverhéltnis 1:1 auf den Wafer. Die Uibertragen-
den Strukturen sind dabei 0,5 bis tber 50 Mikrometer

groB (zur Veranschaulichung: Ein menschliches Haar hat
einen Durchmesser von etwa 30 bis 50 Mikrometer).
Mask Aligner von SUSS MicroTec belichten die gesamte
Wafer-Oberfléche in einem Schritt. Das ermdglicht einen
bis zu 3-fach héheren Durchsatz als bei Konkurrenz-
verfahren, die den Wafer abschnittsweise belichten.

Mask Aligner werden in den wichtigsten SUSS MicroTec-
Mérkten Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und
Verbindungshalbleiter eingesetzt. Besonders beim Ad-
vanced Packaging z&hlen sie weltweit zu den bevorzug-
ten Maschinen bei der Equipmentwahl. Denn je nach
technischer Ausstattung reduzieren sie hier die Kosten
im Vergleich zum Wettbewerb bis zu 60%.

Die Produktlinie Mask Aligner umfasst heute insge-
samt sechs Geréte - die manuell, halb- oder vollauto-
matisch arbeiten. Im Forschungsbereich und Markten
mit noch niedrigeren Produktionsvolumen — wie der
Mikrosystemtechnik — ist Uberwiegend manuelles oder
halbautomatisches Equipment gefragt.

Die Mikrosystemtechnik ist heute ein sehr stark diver-
sifiziertes Anwendungsgebiet mit teilweise sehr unter-
schiedlichen Anforderungen an das Produktionsequip-
ment. Deshalb werden in einigen Féllen sehr spezielle
Maschinen eingesetzt, die ganz grundsétzlich auf der
Maschinenbasis der Mask Aligner aufgebaut sind. Die
Ubertragung von Nanostrukturen etwa erfolgt nicht
per Photomaske sondern mit einem fortschrittlichen
Prégeverfahren (Nanoimprinting).
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Der Advanced Packaging-Markt mit hohen Durchsatz-
raten nutzt dagegen die vollautomatischen Mask
Aligner. Neben der Belichtung integriert SUSS
MicroTec auch weitere Prozessschritte in einen Mask
Aligner. Diese komplexen Systemldsungen - etwa der
4LithoPack 300“ — vereinen dann zusétzlich die beiden
vor- und nachgelagerten Prozesse der Beschichtung
und der Entwicklung der photoempfindlicher Schicht.
Der Vorteil fir den Kunden: ein Fertigungsverfahren
das noch schneller, effektiver und kostensparender ist.

MEILENSTEINE MIT NEUER BELICHTUNGS-
GENERATION

Im Jahr 2003 leistete SUSS MicroTec erneut Pionier-
arbeit fir seine wichtigste Produktgruppe. Mit
,SupraYield“ entwickelte SUSS MicroTec eine neue
Technologie fiir Mask Aligner, die den Kunden maB-
gebliche Wettbewerbsvorteile bietet und seine Chip-
produktion optimiert: Eine Strukturauflésung bei der
Wafer-Vollfeldbelichtung von bis zu 0,5 Mikrometer
(bisheriger Standard etwa 5 Mikrometer) bei bester
Ubertragungsqualitét, weitere Kostenreduktion fiir den
Belichtungsprozess und eine deutlich héhere Aus-
beute am Ende der Chipfertigung (eine detaillierte
Beschreibung der neuen ,SupraYield“-Technologie
finden Sie in Kapitel 2, Seite 12).

Ein individuelles technologisches , Lifting"“ gab es im ver-
gangenen Jahr fiir einen der traditionsreichsten SUSS
MicroTec-Mask Aligner - das ,Masken Justier- und

Belichtungsgerét“ MJB3. Die 1969 entwickelte, kleine,
manuelle Lithografiemaschine gehért mit Gber 2.000
installierten Systemen noch heute zu den ganz GroBen
seiner Produktlinie. Der einst meistverkaufte SUSS
MicroTec-Mask Aligner ist in Universitaten und For-
schungsinstituten seit Uber drei Jahrzehnten das Stan-
dardgerét zur Lithografieforschung und -entwicklung bei
bis zu 3-Zoll-Wafern. Der technische Fortschritt wird
heute aber zunehmend auf 4-Zoll-Wafern erkundet.
SUSS MicroTec entwickelte deshalb auf der Basis des
legendaren MJB3 ein neues Gerat, den MJB4, der mit
modernster Technik hinsichtlich Steuerung und Be-
dienung ausgestattet ist und natirlich Waferformate bis
zur GroBe von 4-Zoll bearbeiten kann. Gemeinsam mit
seinen ,groBen“ Nachfolgern wird dieses Maschinen-
konzept auch kiinftig Meilensteine in der Lithografieent-
wicklung setzen und SUSS MicroTec-Kunden groBte Zu-
verlassigkeit, hdchste Prézision und beste Qualitét bieten.

Spin Coater - Beschichtung
mit Schwung

Spin Coater sind im Rahmen der Halbleiterfertigung die
»Beschichter” der Wafer. Sie tragen die photoempfind-
liche Lackschicht auf den Wafer auf und bereiten so
den direkt anschlieBenden Schritt der Photolithografie
vor. Der Name ,,Spin“ beschreibt die Standardmethode
der Beschichtung: Im Zentrum des Wafers wird der
flissige Photolack aufgebracht und durch schnelle
Rotation gleichmaBig auf den gesamten Wafer verteilt -
sozusagen auf den Wafer ,geschleudert”. Der Lack



muss dabei duBerst gleichmaBig aufgetragen werden.
Erst dann kénnen die weiteren Fertigungsschritte
erfolgreich ablaufen. SUSS MicroTec-Spin Coater
garantieren eine extrem gleichméaBige Verteilung des
Lacks bei Schichtdicken bis zu 300 Mikrometer. Das
patentierte und einzigartige GYRSET-Verfahren der
SUSS MicroTec-Coater steigert diese Prazision noch
und reduziert in den meisten Fallen den Photolack-
verbrauch ganz erheblich.

GYRSET (abgeleitet vom Begriff ,,Rotation”) ist ein spe-
zieller, ,geschlossener” Coating-Vorgang: Nach dem
Aufbringen des Lacks auf den Wafer wird dieser mit
einem Deckel abgedeckt, der einen kleinen Raum Uber
den Wafer bildet und mit diesem rotiert. In dieser
geschlossenen, rotierenden Prozesskammer erfolgt
dann die gleichméaBige Verteilung des Photolacks auf
dem Wafer. In der geschlossenen GYRSET-Kammer
werden Luftturbulenzen wirkungsvoll reduziert; die
Atmosphére sattigt sich rasch mit Losungsmitteldampf.
Dadurch trocknet der Lack langsamer und der Photo-
lack bleibt so Uber langere Zeit flieBfahig. Dieser Um-
stand wiederum ermdglicht, die Rotationsgeschwin-
digkeit zu reduzieren, dem FlieBvorgang mehr Zeit zu
gewdhren und dadurch weniger Photolack vom Wafer
abzuschleudern. GYRSET garantiert somit hdchste Ef-
fektivitat bei bis zu 60% geringerem Lackverbrauch -
ein wichtiger Punkt, da diese Lacke extrem teuer sind.

Rund zehn Jahre ist SUSS MicroTec inzwischen mit
Spin Coatern erfolgreich — der weltweite Marktanteil

erreicht in den von SUSS MicroTec bedienten Markt-
segmenten in Produktionsanwendungen etwa 40%.
Die umfangreiche Produktlinie reicht vom kleinsten
manuellen Tischgerét bis zum kompakten vollautoma-
tischen Spin Coater-System. Mit ihrer hohen Prézision
gerade auch bei dicken Schichten werden SUSS
MicroTec-Spin Coater bevorzugt in den Mérkten Ad-
vanced Packaging und Mikrosystemtechnik eingesetzt.

Im Geschéftsjahr 2003 erforschte SUSS MicroTec ein
neues Beschichtungs-Verfahren: Die so genannte
~opray“-Methode. Im Gegensatz zur Standardmetho-
de spriiht der Coater hierbei den Lack mit einer Diise
auf den Wafer. Selbst dreidimensionale Strukturen und
scharfe Strukturkanten werden so noch mit einer
Lackschicht Gberzogen. Die Technologie des Spray
Coatens verfeinert SUSS MicroTec auch zukiinftig -
und treibt so die Entwicklung neuer Coater-Genera-
tionen weiter voran. Erste Patente wurden bereits
angemeldet; erste Produkte bereits verkauft.

Developer - Spezielle Bilder
von Strukturen

Fast schon fester Bestandteil des Spin Coaters ist der
Developer (Entwickler) von SUSS MicroTec. Dieses
Standard-Equipment fur die Halbleiterfertigung wird auf
Kundenwunsch meist als Modul in den Spin Coater oder
auch in den ,LithoPack300“ (besteht aus Spin Coater,
Mask Aligner und Developer) integriert. Denn nach
Beschichtung und anschlieBender Photolithografie
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durch den Mask Aligner folgt unmittelbar der Entwi-
cklungsprozess. SUSS MicroTec-Developer unterstiit-
zen hier die verschiedensten Prozesse. Jeder Lacktyp
bendtigt dabei sein spezielles Entwicklungsverfahren.
Im Rahmen der Entwicklung ,&tzt* der Developer ent-
weder die nicht belichteten Bereiche des Lacks vom
Wafer oder - umgekehrt - [6st die belichteten Stellen
heraus. SUSS MicroTec-Developer sind auf die ,naht-
lose” Integration in Spin Coater- und Mask Aligner-
Verfahren ausgerichtet — ihr Entwicklungsprozess eine
feste ,,GroBe” in der Halbleiterfertigung.

Bonder - Verbindungen der besonderen Art

Ein Wafer, der wéhrend der Herstellung von Halbleitern
oder Mikrosystemen zu den SUSS MicroTec-Bondern
kommt, hat bereits eine Vielzahl von Fertigungs-
schritten durchlaufen. Denn die Aufgaben der Bonder
liegen im so genannten Backend der Produktion:

¢ die Verbindung zwei oder mehrer Wafer in physika-
lisch-chemischen Verfahren und

e die Verbindung der fertigen Halbleiterbauteile mit
einem entsprechendem Tréger.

Diese verschiedenen Prozesse ,teilen” sich der Device
Bonder und der Substrat Bonder. Beide zusammen sind
sehr erfolgreich. Weltweit gibt es rund 300 installierte
SUSS MicroTec-Bonder. Damit ist das Garchinger Un-
ternehmen international die Nummer 1. Besonders im
vergangenen Geschaftsjahr steigerte SUSS MicroTec

seinen Bonder-Absatz deutlich — speziell Substrat
Bonder waren gefragt.

Der Auftrag an Substrat Bonder lautet immer: Die
Herstellung einer dauerhaften Verbindung zweier oder
mehrerer Wafer. Aber um tausende elektronisch kleinste
Bauteile auf den Wafern lebenslang zu ,verkoppeln®
bedarf es hdchster Prazision — im Vorfeld, wéhrend und
nach der Verbindung. SUSS MicroTec-Substrat Bonder
zeichnen sich bei allen Verbindungsschritten durch
hohe Leistungsfahigkeit und &uBerste Zuverlassigkeit
aus. Das Endresultat fur den Kunden sind Wafer-
verbindungen mit kleinster Defektrate und damit eine
sehr effiziente Produktion.

SUSS MicroTec entwickelt und produziert seine jiings-
te Produktlinie Substrat Bonder seit rund sechs
Jahren. Die Entscheidung, Substrat Bonder herzustel-
len, fiel aufgrund der wachsenden Bedeutung von
Mikrosystemtechniken (MEMS) und der zentralen
Rolle von Substrat Bondern im MEMS-Herstellungs-
verfahren. So konnte SUSS MicroTec den Wachs-
tumsmarkt Mikrosystemtechnik von der Equipment-
Seite konsequent begleiten und seine technische
Entwicklung vorantreiben. Neben der Mikrosystem-
technik als wichtigsten Markt, sind Substrat Bonder
auch in den SUSS MicroTec-Markten Advanced
Packaging und Verbindungshalbleiter im Einsatz. In
allen Mérkten werden manuelle oder vollautomatische
Geréate genutzt. Die Basis ist jeweils eine Bonder-
Station die je nach Aufgabenbereich mit zusatzlichen



Modulen ausgestattet ist. Die sehr flexiblen Substrat
Bonder-Lésungen sind so individuell in verschieden-
ste Prozesslinien integrierbar und den sich wandeln-
den Produktionsumgebungen jederzeit anpassbar.
Sie unterstutzen dabei alle gangigen Verbindungs-
verfahren.

SPURBARE VORTEILE DURCH NEUE FLEXIBILITAT

Im Geschaftsjahr 2003 optimierte und erweiterte
SUSS MicroTec seine Substrat Bonder-Produktlinie.
Neu sind die Automatischen Bonder Cluster — kurz
LABC200“ - und der Substrat Bonder ,,SB6e".

Die neue Bonder-Station ,,ABC200“ I&sst sich fur die
verschiedensten Anwendungen in den diversen Bonder-
Mérkten beliebig konfigurieren — etwa mit einem
»NanoPREP“-, Laserbond- oder Justier-Modul. Dabei
kann der vollautomatische ,,,,ABC200“ eine Vielzahl von
Bondverfahren gleichzeitig durchfihren — mit der glei-
chen Qualitat wie bei nur einer Verbindung.

Den neuen, deutlich kleineren und manuellen ,Nach-
wuchs” der Substrat Bonder-Produktfamilie ,SB6e"
entwickelte SUSS MicroTec fiir den Einsatz in Uni-
versitdten, Forschungsinstituten und flir Unternehmen
mit Pilotproduktionen. Auch der ,SB6e“ zeigt groBte
Flexibilitdt. Unternehmen, die ihre Produktionskapa-
zitaten spater ausbauen, kénnen die auf dem ,,SB6e”
entwickelten Prozesse in automatische Substrat
Bonder Ubertragen.

Verbindungen ohne Grenzen

SUSS MicroTec-Substrat Bonder verbinden Wafer auf
ganz besondere Art. Mit dem neuen automatischen
Bonder ,,ABC200“ funktioniert das folgendermaBen:
Bereits vor der eigentlichen Verbindung richtet das Justier-
Modul im ,,ABC200“ die sauberen und glatten Wafer-
Oberflachen duBerst genau zueinander aus. Das verlangt
schon im Vorfeld hdchste Prézision. Beim anschlieBenden
Bondprozess verbindet der ,ABC200“ etwa durch Anle-
gen von Temperatur, Strom oder auch Druck zwei oder
mehrere Wafer miteinander. Das &uBerst stabile und mit
entsprechenden Vorrichtungen ausgestattete Bondwerk-
zeug verhindert, dass die Wafer beispielsweise unter
Einfluss von Druck oder Hitze ,verrutschen“. Denn die
Auswirkungen wéren fatal: Der Wafer verliert seinen
bereits hohen Produktionswert; der GroBteil vom Aufwand
bei der Chipherstellung ist vertan.

Prazision und Leistungsfahigkeit des ,ABC200“ ermdg-
lichen sogar, dass mehrere Verbindungsprozesse in ver-
schiedenen Kammern gleichzeitig stattfinden — um auch
hier jeden méglichen ,Fehlschritt” zu unterbinden. Mehrere
parallele Prozessschritte in einer Maschine bedeuten fiir
den Kunden einen héherer Durchsatz gegentber einzel-
nen Maschinen, weniger Handhabungsschritte, dadurch
groBere Prozesssicherheit und folglich niedrigere Kosten
in der Produktion. Neben der hohen Justierfahigkeit und
Flexibilitét ist deshalb die einzigartige ,,Cost of Ownership®
der neuen Bonder-Generation ein weiterer, spirbarer
Vorteil gegentiber manuellen Einzelgeraten.
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Zu den neuen Produkten kam 2003 die welt-
weit einzigartige technologische Entwicklung
»NanoPREP* — die entscheidende Verbesserung des
Verbindungsprozesses durch niedrigere Tempera-
turen — die wir bereits in Kapitel 2, Seite 15 ausfiihr-
lich vorgestellten.

Device Bonder kommen nach Abschluss der Halb-
leiterfertigung zum Einsatz. Sie verbinden mit hoher
Prazision und Justiergenauigkeit die bereits fertig her-
gestellten und aus dem Waferverbund herausgesag-
ten Bauteile mit dem Endprodukt. Der neue, 2003
entwickelte, SUSS MicroTec-Device Bonder ,Triad*
gilt als der weltweit praziseste Device Bonder fir die
Produktion. Er ist speziell fir den Einsatz héherer
Produktionsvolumina in der Optoelektronik — etwa zur
Herstellung von Leuchtdioden und Mikrochips flr die
Telekommunikation — gebaut.

Prober - Maschinen fiir intelligente Analysen

Erst Prober ermdglichen ,,Endprodukte mit Garantie*.
Prober sind das Test-Equipment von SUSS MicroTec.
Sie kontrollieren das Verhalten der Bauteile auf einem
Chip, in Forschung, Entwicklung und Produktion.
Dabei gehen Prober der Frage nach ,,wieso oder wes-
halb“ etwa ein Chip nicht funktioniert — und analysie-
ren dafiir die Mikrochips bis ins kleinste Detail.

SUSS MicroTec fasst die Prober in seinem Markt Test &
Measurement (steht fiir Test und Messung) zusam-

men. Sie sind als einziges Equipment der Garchinger
keine Produktionsgerate, sondern Analysegerate und
so universell in diversen technologischen Bereichen
einsetzbar. Seit (iber 30 Jahren entwickelt SUSS
MicroTec die Maschinen flir hochspezielle Analysen
mit dem Anspruch: Héchste Qualitét fir 100%ig
genaue Messergebnisse und ein modularer Aufbau
fir auBerste Flexibilitdt. Fur die Produktlinie von
manuellen, halb- oder vollautomatischen Probern
gibt es deshalb heute iber 1000 Zubehbrteile - dar-
unter einzigartige Prifkdpfe, Messkabel, Mikroskope
oder so genannte elektromagnetisch geschitzte
Umgebungen. Jedes Gerat wird dabei flir seinen
Einsatz kundenspezifisch ausgestattet und bei
Bedarf jederzeit umgeriistet. SUSS MicroTec-Prober
werden fir Chip-Charakterisierung, Fehleranalyse
oder Zuverlassigkeits- und Funktionstests einge-
setzt. Wichtigste Analysebereiche sind dabei die
Hochfrequenztechnik — mit Chips und Sensoren fiir
die Telekommunikation, Radaren und Satelliten -,
Mikrosystemtechnik, Optoelektronik (LEDs) und der
allgemeine Halbleitermarkt.

Bis Ende 2003 wurden uber 2.000 der intelligenten
Analysegerate von SUSS MicroTec weltweit verkauft.
Stérkster Markt der Garchinger ist traditionell Europa.
Hier ist SUSS MicroTec mit einem Anteil von (iber 50%
Marktfuhrer. Weltweit liegt der Marktanteil bei 20% -
mit steigender Tendenz. Denn 2003 entwickelte SUSS
MicroTec eine Vielzahl einzigartiger Test-Neuheiten,
die bereits stark nachgefragt sind.



INDIVIDUELLE TESTS MIT NEUER SENSIBILITAT

Seit Frihjahr 2003 ist der weltweit erste Prober fir
Vakuumtests auf dem Markt. Mit dem manuellen oder
automatischen Analysegerat (PMV oder PAV fir
Prober Manuell oder Automatic Vakuum) kénnen zum
ersten Mal elektrische und nicht elektrische Tests auf
Wafer-Ebene im Vakuum durchgefiihrt und ausge-
wertet werden. Zum Einsatz kommt der neue Prober
im Hochfrequenzbereich und insbesondere in der
Mikrosystemtechnik. Hier testet er beispielsweise
Infrarotsensoren oder so genannte Mikro-Bolometer.
Diese sind &uBerst sensibel; die Uberpriifung ihrer
Zuverléssigkeit deshalb nur in einer absolut neutra-
len, ungestérten und in der Regel ,eiskalten”
Umgebung - also im Vakuum nahe dem absoluten
Temperatur Nullpunkt — mdéglich. Denn schon die
winzigste Temperaturschwankung beeinflusst Infra-
rotsensoren — wie ein Blick in ihre t&gliche Arbeit
zeigt: Wenn es heute beim Sicherheitscheck am
Flughafen ,piept, haben mdglicherweise auch
Infrarotsensoren, die auf SUSS MicroTec-Maschinen
hergestellt wurden, ihre ,Finger mit im Spiel“. Sie
meistern dabei eine ganz spezielle und relativ neue
Sicherheitsaufgabe: die Suche nach Vireninfektionen
bei Menschen und damit nach Krankheiten wie
SARS. Wir werden dafir mit Infrarotsensoren abge-
scannt, die bei Temperaturabweichungen von der
normalen Kérpertemperatur Alarm schlagen. Nur so
wird rasch Uberpriifbar ob mdglicherweise eine fie-
berhafte Virusinfektion vorliegt.

Stars zum Anfassen

Méglicherweise ersetzt der Videoprojektor (Beamer)
schon bald unseren Fernseher. Statt den Bildschirm einzu-
schalten, projizieren wir die Lieblingsstars dann einfach
auf eine Wand oder durch Riickseitenprojektion auf einen
Schirm, der eine GroBe im Quadratmeterbereich einneh-
men kann. Voraussetzung flir das Privatkino zu Hause: Die
Qualitat der Beamerwiedergabe ist vom Kinobild nicht
unterscheidbar. Das verlangt technische Hochstleistung
und duBerste Zuverlassigkeit des Beamers. Unzahlige,
winzige und bewegliche Spiegel in einem Projektions-
display im Beamer missen dann per Projektorlicht hun-
derte Pixel punktgenau auf der Wand abbilden; nicht ein
Pixel darf aus der Reihe tanzen. Die Funktion der Micro-
spiegel kann ausschlieBlich durch Tests im Vakuum
gewdhrleistet werden — und so nur durch den im Markt
einzigartigen Prober von SUSS MicroTec. Denn Beamer-
spiegel reagieren hochst sensibel auf duBere Einflisse.
Schon der kleinste Lufthauch I&sst sie in ihrer Bewegung
stoppen und die Kontrolle tber die Pixel verlieren.

Fir den notwendigen Test wird der SUSS MicroTec-Prober
zusétzlich mit einem Gerét flir Bewegungsanalyse ausgestat-
tet. Die Mini-Spiegel nimmt er dann folgendermaBen unter
die Lupe: Mit einem elektrischen Signal bringt er die Spiegel
im Viakuum zur Bewegung und zeichnet ihre Bewegungen im
3D-Format - also von allen Seiten sichtbar - auf. An-
schlieBend erfolgt die Testauswertung durch den Prober. Nur
dieser spezielle Test schlieBt spatere Fehlerquellen im
Beamer aus und sichert uns die ,Stars zum Anfassen®.




Eine weitere Neuheit fir Mikrosystemtechnik ist der
erste Prober fur Drucktests (PAP200). Der halbauto-
matische Prober ,PAP200“ analysiert zum Beispiel
Sensoren bei einem Druck bis zu 50 Bar - das ent-
spricht dem Wasserdruck in 500 Meter Tiefe. So kén-
nen jetzt erstmals Drucksensoren flr den Einsatz in
Auto-, Lastwagen- oder Flugzeugreifen getestet wer-
den. Zusétzlich ist der neue Prober fur Tests von Gas-
sensoren ausgestattet und kann die Luftfeuchtigkeit
im Prober selbst beeinflussen.

Speziell fir den Hochfrequenzbereich optimierte SUSS
MicroTec die Kalibrierungssoftware (SussCal 5.1). Mit
einem neuen Verfahren kénnen Messungen im Hochfre-
quenzbereich jetzt so effektiv und qualitativ hochwertig
wie nie zuvor durchgeflihrt werden - so bestétigen es
aktuelle Untersuchungen unabhéngiger Forschungs-
institute. Per Kalibrierung werden vorab Storfaktoren
wie Kabelbiegungen oder schlechte Verbindungen in
der Messumgebung isoliert, um den anschlieBenden
hochgenauen analytischen Test von Chips in der Hoch-
frequenztechnik zu ermdglichen. Ohne Kalibrierung
wirden Storfaktoren in die Messung einkalkuliert; die
Messung ist dann nicht zuverléssig.

Eine wichtige Neuentwicklung flir den allgemeinen
Halbleitermarkt rundet die Prober-Innovationen 2003
ab. Das ,MicroAlign“-Testverfahren (Mikro Justierung)
setzt einen neuen Standard fiir die Chip-Charak-
terisierung: Erstmals lasst sich die Zuverlassigkeit der
neuen und kiinftigen kleinsten Chipgenerationen auf

Wafer-Ebene priifen — und damit von Chips, die kleiner
als 40x40 Mikrometer sind.

Das Angebot an neuen, einzigartigen Probern zeigt die
effektive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie
das Innovationspotenzial von SUSS MicroTec auch in
diesem Segment. Jedes entwickelte Verfahren ist dabei
auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen
Testmarkte ausgerichtet. Mit diesen Entwicklungen hat
SUSS MicroTec seine Prober-Produktlinie nachhaltig
gestarkt — und gleichzeitig als erstes Unternehmen neue
wachstumsstarke Test-Nischen besetzt. Auch im lau-
fenden Jahr wird SUSS MicroTec die flexiblen Einsatz-
moglichkeiten seiner Test-Systeme steigern und in wei-
tere Nischenmérkte vordringen.



SECAP - Fortschritt fiir Advanced Packaging

In seinen Hauptmarkten treibt SUSS MicroTec die For-
schung und Entwicklung intensiv voran - individuell
und mit einem Netzwerk starker Partner. Der Vorteil
starker Partnerschaften fiir SUSS MicroTec: Weltweit
technologisches Know-how wird geblindelt, ausge-
tauscht, erweitert, optimiert und wenn mdglich stan-
dardisiert. Wie erfolgreich das in der Praxis funktio-
niert, beweist SUSS MicroTec seit knapp vier Jahren
mit dem Semiconductor Equipment Consortium for
Advanced Packaging - kurz SECAP genannt. Zu den
SECAP-Mitgliedern gehéren neben SUSS MicroTec
weitere weltweit fllhrende Anbieter fir die Advanced
Packaging-Technologie: BTU, Image Technology,
Matrix Integrated Systems, NEXX Systems, Semitool
und das Fraunhofer Institut fir Zuverldssigkeit und
Mikrointegration (IZM).

SECAP berédt und unterstiitzt die Chiphersteller bei
Einflhrung der innovativen Advanced Packaging-
Technologie - etwa bei Prozessausstattungen fir die
300mm-Wafer, mit denen das Advanced Packaging-
Verfahren durchgefiihrt wird. Einen ersten Meilenstein
in diesem Bereich setzte das Konsortium 2002:
Erstmals richtete SECAP eine komplette 300mm-
Advanced Packaging-Produktionslinie ein. Dieser
Durchbruch wurde mdglich durch ein gemeinsames
Projekt mit Unitive Inc., USA, einem der weltweit fiih-
renden Entwickler und Anbieter von Advanced
Packaging-Losungen. Unitive gilt international als

Vorreiter und Vorbild bei Einflhrung und Nutzung
neuer Technologien.

Seit April 2003 ist die Produktionslinie bei der Unitive-
Tochter UST (Unitive Semiconductor Taiwan Corp.) in
Taiwan installiert; im Juli nahm sie ihren Betrieb auf.
UST nutzte die SECAP-Linie zur Einfiihrung der
300mm-Technologie. Mit Erfolg: In kiirzester Zeit
stellte UST seine Technologie reibungslos auf den
300mm-Bereich um und nahm die Advanced Packa-
ging-Produktion auf. Neben Unitive steht die Pro-
duktionslinie an bestimmten Zeiten auch weiteren
potenziellen SECAP-Kunden flir Tests und zur
Evaluierung zur Verfigung.

Die vielversprechende Inbetriebnahme der neuen
SECAP-Linie ist ein weiterer Meilenstein. Sie zeigt,
dass die intensive und effektive Kooperation des
SECAP-Konsortiums die Einfilhrung innovativer Tech-
nologien beschleunigt. Gleichzeitig unterstreicht sie
die Vorreiterrolle die SECAP im Bereich Advanced
Packaging hat - und auch in Zukunft einnehmen wird.

Uber aktuelle SECAP-Entwicklungen informiert Sie
www.secap.org und die SUSS MicroTec-Webseite.

MEMUNITY - Tests fiir die Zukunft

Im Friihjahr 2003 setzte SUSS MicroTec eine neue
richtungsweisende Initiative um: Die Griindung von
MEMUNITY - dem weltweit ersten Test Forum fir
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Mikrosystemtechnik (MEMS). Das Forum MEMUNITY -
der Name steht fir ,The MEMS Test Community” -
berat und unterstitzt Mikrosystem-Produzenten bei
Einflhrung und Installation von Testprozessen - und
erforscht gemeinsam mit Ihnen neue Testverfahren fur
Mikrosysteme. Priméres Ziel ist dabei die Entwicklung
individueller Testverfahren vor und wéhrend der Mikro-
system-Produktion. Ein weltweit absolutes Novum:
Denn bisher konnte die Funktions- und Leistungs-
fahigkeit von Mikrosystemen erst nach abgeschlosse-
nem Herstellungsprozess erprobt werden. So bringt
MEMUNITY der Mikrosystembrache entscheidende
Vorteile. Denn friihzeitige Tests

e zeigen, ob die spezielle MEMS-Entwicklung Uber-
haupt schon produktionsreif ist,

¢ ermdglichen es, nicht funktionierende Mikrosys-
teme bereits vor der anschlieBenden teuren Pro-
duktion auszusortieren und die Fehlerquelle aufzu-
splren,

¢ konnen Mikrosysteme fiir die Produktion optimie-
ren und die Ausbeute (Yield) fir den Hersteller
deutlich erhdhen.

Diese Vorteile zahlen sich aus: Mikrosystem-Hersteller
kénnen Ihre Produktionskosten durch die Einflihrung
geeigneter Testverfahren um bis zu 80% Prozent sen-
ken. MEMUNITY hilft ihnen dabei, diese Testverfahren
zu entwickeln. Jedes einzelne MEMUNITY-Testverfahren
wird dabei auf die individuellen Bedirfnisse des Her-
stellers zugeschnitten wie folgendes Beispiel verdeut-

licht: Ein skandinavisches Unternehmen entwickelt
spezielle Mikrophone, die unter anderem in Horgerate
eingesetzt werden. Dadurch verkleinert sich das Hor-
gerat so stark, dass es fast unsichtbar wirkt. Fiir diese
besonderen Mikrophone war ein Testverfahren und
entsprechendes Standardtestgerat bisher aber welt-
weit nicht verfligbar. MEMUNITY entwickelte gemein-
sam mit dem Unternehmen eine spezifische Lésung.
Das Ergebnis: Ein doppelseitiges Testgerat. So kann
das Mikrophon unterhalb des Test-Equipments be-
schallt werden; die elektrischen Signale werden an-
schlieBend an die Oberflache des Probers weitergelei-
tet, dort registriert und ausgewertet. Mit Hilfe dieser
individuellen Test-Lésung l&sst sich das ,neue” Hor-
gerét jetzt problemlos simulieren.

Dieses Testgerét ist nicht die einzige Neuheit, die
MEMUNITY bereits im Markt umsetzte: Ein Testsystem
in einer Druckkammer ermdglicht jetzt Tests in
Luftdruck-Umgebungen bis zu 50 Bar. Diese Bedin-
gungen sind notwendig fiir die Uberpriifung von Druck-
sensoren, die in Flugzeug- und LKW-Reifen eingesetzt
werden. Ein weiteres neues System analysiert Bewe-
gungen von Mikro-Spiegeln, die in Beamern integriert
sind (siehe hierzu auch die Beschreibung auf Seite 25).

SUSS MicroTec griindete MEMUNITY in Kooperation
mit dem danischen Test Haus DELTA. Weiterer Partner
ist Polytec, ein deutscher Hersteller von Laser Mess-
systemen (seit Oktober 2003). Bei allen entwickelten
Testlésungen entscheidet der Kunde selbst von Fall zu



Fall, ob er ,sein“ spezifisches Test-Equipment kaufen
mochte oder seine Chips bei DELTA testen lasst. Die
Resonanz auf MEMUNITY ist schon wenige Monate
nach seiner Griindung auBerordentlich groB: Uber 50
Interessenten arbeiten bereits mit dem weltweit ersten
MEMS Test Forum zusammen - ein internationaler Mix
aus MEMS- und Equipment-Herstellern, Universitaten
und Forschungsinstituten. Die Nachfrage zeigt: In der
Mikrosystembranche besteht groBer Bedarf, den Ent-
wicklungs- und Herstellungsprozess der zukunftswei-
senden ,Minisysteme* zu optimieren.

MEMUNITY bewirkt im Testbereich neue Standards fiir
diese ,junge“ Technologie, die letztlich die Entwi-
cklung und Produktion von Mikrosystemtechniken
entscheidend verglinstigen und voranzutreiben.

Aktuelle MEMUNITY-Entwicklungen finden Sie auch
unter www.memunity.com oder auf der SUSS
MicroTec-Webseite.
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Aktie im Aufwind

Neustart in das Bdrsenjahr 2003: Nach abgeschlosse-
ner Umstrukturierung des Aktienmarktes durch die
Deutsche Bérse werden die SUSS MicroTec-Aktien
seit 01. Januar 2003 im Bdrsensegment ,,Prime Stan-
dard“ gehandelt. Hier unterliegt SUSS MicroTec den
gleichen strikten Verpflichtungen an die sich Anleger
noch vom ,alten” Neuen Markt erinnern. Dazu gehéren
internationale Transparenzstandards wie etwa Quar-
talsberichte, Analystenkonferenz oder Ad hoc-Mel-
dungen in deutscher und englischer Sprache.

Die Borsenstruktur wird seit M&rz 2003 durch ein
neues Index-Konzept ergénzt. Wichtiger Auswahl-
index fir SUSS MicroTec ist seitdem der TecDAX. Er
umfasst die 30 groBten Technologieunternehmen des
Qualitatssegments ,,Prime Standard® und wird zwei-
mal j&hrlich von der Deutschen Bérse neu Uberprift.
Kriterien fur die Aufnahme in den TecDAX sind jeweils
die Borsenumsétze der vergangenen zwdlf Monate
sowie die Freefloat-Marktkapitalisierung zum Unter-
suchungszeitpunkt.

Als wichtiges Bérsenziel 2003 strebte SUSS MicroTec
die Aufnahme in den TecDAX an - und setzte dieses
Ziel erfolgreich um. Seit 22. September ist SUSS
MicroTec im ,Blue Chip“-Index gelistet. Vorausset-
zung dafiir war eine deutlich bessere Kursentwicklung.
Nach dem schweren Kursjahr 2002 und einem schwa-
chen Beginn im vergangenen Jahr erholte sich die

SUSS MicroTec-Aktie von ihrem Tiefpunkt bei 1,25
Euro im Frihjahr 2003 Schritt fur Schritt. Im November
erreichte die Aktie wieder ein zweistelliges Kursniveau.
Fast parallel setzte sich SUSS MicroTec deutlich posi-
tiv von der allgemeinen TecDAX-Entwicklung ab.

Gerade in den schweren und unerfreulichen Zeiten
pflegte SUSS MicroTec weiterhin eine intensive
Investor Relations Arbeit. Auf internationalen Road-
shows, Investoren- und Telefonkonferenzen sowie in
Einzelgesprachen mit (potenziellen) Investoren und
Pressevertretern zeigte das Management der SUSS
MicroTec AG eine gréBtmégliche Unternehmens-
transparenz gegenliber dem Kapitalmarkt und infor-
mierte Uber die jeweils aktuelle Unternehmens-
situation. Diese kontinuierliche Informationspolitik
wurde von den Aktiondren wie auch den betreuenden
Bank- und Investmenthausern honoriert. Die SUSS
MicroTec AG wird gegenwartig von Uber zehn natio-
nalen und internationalen Banken und Investment-
hausern betreut.

Ein wesentlicher Faktor fiir den anhaltenden Kurs-
aufschwung ist sicherlich in der Stabilisierung des
Halbleitermarkts zu sehen. Insgesamt hielt sich im
gesamten Jahr 2003 eine positivere Grundstimmung
in der Halbleiterbranche — und erste Neuinvestitionen
in SUSS MicroTec-Equipment fanden statt. Auch die
erfolgreiche Erforschung und Entwicklung weltweit
einzigartiger und zukunftsweisender Technologien
stieB bei den Investoren auf groBes Interesse.



WANDEL- UND OPTIONSANLEIHE
ERWEITERT KAPITALBASIS

Im November begab die SUSS MicroTec AG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts eine Wandel- und Options-
anleihe aus genehmigtem Kapital im Gesamtvolumen
von 11,64 Millionen Euro an einen englisch-amerikani-
schen Investorenkreis. Das Management entschied sich
zu dieser KapitalmaBnahme, um die Eigenkapitalbasis
des Unternehmens zu starken und um so einen flexible-
ren Finanzierungsspielraum, beispielsweise zur Finan-
zierung des erwarteten Wachstums im laufenden Ge-
schéftsjahr, zu schaffen.

Mit 11,269 Millionen Euro entfallt der groBte Teil des
Volumens auf die Wandelanleihe. Wandelanleihen sind
als eine Art Darlehen einer Aktiengesellschaft mit fester
Verzinsung zu verstehen (im vorliegenden Falle 6% per
annum). Wéhrend der 2- beziehungsweise 5-jahrigen
Laufzeit kann der Investor die Anleihe in Aktien wan-
deln. Der Preis fiir die SUSS MicroTec-Aktie wurde hier
im Vorfeld auf 10,063075 Euro festgelegt. Anteilseigener
die ihr Wandelrecht austiben, ,tauschen® die Anleihe
damit in Aktien und werden zum Aktionar - die
Rickzahlung des Darlehens entféllt dann entsprechend.
Behélt der Anteilseigner dagegen seine Anleihe, be-
kommt er am Ende der Laufzeit (31. Oktober 2005 und
30. April 2006) sein eingesetztes Kapitel verzinst zuriick.

Auf die Optionsanleihe entfallen 373.270 Euro die
ebenfalls mit 6% jéhrlich verzinst sind. Vorbehaltlich

von Bezugsrechten auf Aktien ist sie nach funf Jahren
riickzahlbar (31. Oktober 2008). Die Optionsanleihe
ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine SUSS
MicroTec-Aktie verbunden. Der Bezugspreis mit
10,566229 Euro je Aktie liegt etwa 5% Uber dem
Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je
einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe
zuzlglich einer Barzahlung von 9,5662 Euro pro Aktie.
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1:SUSS MicroTec AG
CORPORATE GOVERNANCE 2003

Transparenz ist der Leitgedanke von Corporate Governance. Fir den
Vorstand und den Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG ist eine verantwor-
tungsvolle und fiir die Aktion&re nachvollziehbare Unternehmensfiihrung
von groBter Bedeutung. Insofern ist uns die Einhaltung der durch den
Corporate Governance Kodex gesetzten Standards ein groBes Anliegen.
Wir haben bereits 2002 eine Corporate Governance Beauftragte berufen,
die direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Die aktuelle Entsprechenserklérung, welcher der Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 zugrunde liegt, wurde in der
Vorstands- und Aufsichtsratssitzung im September 2003 verabschiedet
und dann umgehend auf unserer Homepage zuganglich gemacht.

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit Uber 70
Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktiengesetz
jahrlich eine Erklarung Uiber etwaige Abweichungen abgeben muss. Die
SUSS MicroTec AG entspricht diesen Empfehlungen des aktuellen
Corporate Governance Kodex und wird diesen voraussichtlich auch
kiinftig entsprechen — mit den folgenden zwei Ausnahmen:

Der Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss
einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung),
einen angemessenen Selbstbehalt fir die Organe der AG zu vereinbaren.
Die SUSS MicroTec AG verfligt bereits seit mehreren Jahren tiber eine
D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwor-
tungsvolle Handeln aller geschéftsfiihrenden Organe wird nach Ansicht
von SUSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbst-
behalts nicht zusatzlich geférdert. Es wird deshalb auch keine Verein-
barung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In Ziffer 5.4.5 empfiehlt der Corporate Governance Kodex eine feste Ver-
gutung, die unter anderem den Vorsitz in Ausschiissen sowie eine erfolgs-
orientierte Verglitung von Aufsichtsratsmitgliedern beriicksichtigt. Die Vergu-
tung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Die Satzung
der SUSS MicroTec AG sieht aktuell eine feste Vergiitung des Aufsichtsrats
vor. Der Vorsitz in Ausschiissen wird dabei nicht zusétzlich beriicksichtigt.

Zu den Ziffern 6.5 sowie 7.2.1 wird nunmehr, anders als im Vorjahr, keine
Abweichung erklart, da die SUSS MicroTec AG die Veréffentlichung kapital-
marktrelevanter Informationen im Ausland selbstverstandlich vornehmen wird,
sobald diese Regelung fiir uns zutrifft (Ziffer 6.5) und in 2003 die Unab-
héangigkeitserklarung des Wirtschaftspriifers rechtzeitig vorlag (Ziffer 7.2.1).

Zusétzlich zu den Empfehlungen beinhaltet der Corporate Governance
Kodex auch viele Anregungen, von denen die Unternehmen auch ohne
Erklarungspflicht abweichen kénnen. Wir sind der Meinung, dass wir
unseren Aktiondren eine groBtmdgliche Transparenz gewahren sollten
und legen daher unsere Umsetzung bzw. die vier Abweichungen von den

Anregungen im Folgenden offen (die Befolgungen sind mit einem Plus
gekennzeichnet, die Abweichungen mit einem Minus):

+ Der Stimmrechtsvertreter ist wahrend der Hauptversammlung erreichbar.

- Die Hauptversammlung kann bisher noch nicht via Internet verfolgt
werden. Im Hinblick auf zusétzliche Kosten, die durch die Nutzung die-
ser Technologie entstehen kénnen, wird derzeit von der Umsetzung
derartiger MaBnahmen abgesehen.

- Es findet keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt,
da es keinen mitbestimmten Aufsichtsrat gibt.

+ Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf ohne den Vorstand.

+Im Falle eines Ubernahmeangebots wird eine auBerordentliche Haupt-
versammlung einberufen.

+ Zu den Kodexanregungen wird Stellung genommen.

+ Der Vorstand erhélt einmalige sowie jéhrlich wiederkehrende variable
Verglitungskomponenten.

+ Die Vorstandsvergltung enthalt an den geschaftlichen Erfolg gebun-
dene variable Vergiitungskomponenten;

+ ebenso variable Verglitungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung

+ und variable Verglitungskomponenten mit Risikocharakter.

+ Ein Aufsichtsratsausschuss fir Vorstandspersonalien ist etabliert.

+ Eine kirzere Bestelldauer bei Erstbestellungen von Vorstandsmitglie-
dern ist vorgesehen.

+ Der Aufsichtsratsvorsitzende hat nicht den Vorsitz im Prifungsaus-
schuss (Audit Committee).

+ Kein ehemaliges Vorstandsmitglied ist Vorsitzender des Priifungs-
ausschusses.

+ Der Aufsichtsrat ibergibt weitere Sachthemen zur Behandlung an einen
oder mehrere Ausschiisse.

+ Der Aufsichtsrat hat Sitzungsvorbereitungen und Entscheidungen zum
Teil an Ausschiisse Ubertragen.

- Bislang sind die Bestellperioden der Aufsichtsrate noch nicht flexibilisiert.

- Der Aufsichtsrat erhdlt keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg
bezogene Vergiitungskomponente sondern eine feste Vergiitung. Um
die Uberwachungsaufgaben zweckgemaB und unabhéngig durchfiih-
ren zu kénnen, halt der Aufsichtsrat eine vom Unternehmenserfolg
abhéngige Vergitung fiir nicht zielfiihrend.

+ Die Verdffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in englischer Sprache.

Auch im ndchsten Jahr werden Aufsichtrat und Vorstand der SUSS
MicroTec AG wieder eine Entsprechenserkldarung geméB dem dann
aktuell geltenden Kodex abgeben.

Garching, im Dezember 2003

Y. 2wt

Fir den Vorstand
Dr. Franz Richter

oot o

Fir den Aufsichtsrat
Dr. Winfried Stiss



SUSS MicroTec AG

Konzernlagebericht und Lagebericht

Die Unternehmensgruppe

Der SUSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen
und Priifsysteme flr die Herstellung von Mikroelektronik
und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlésun-
gen fir die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungs-
starker Partner der Halbleiterindustrie fur den Labor- und
den Produktionsbereich tétig. Wachstumsstarke Markt-
nischen bilden die Tatigkeitsschwerpunkte und férdern die
innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Er-
folgspotenzial fir zukunftsorientierte Markte und Anwen-
dungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Ver-
bindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der
Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen
Datenlbertragung. Gréssere Prozesslinien bestehen in der
Regel aus mehreren Einzelgeraten, wo die Gruppe mit
internen und externen Partnern, z.B. im Rahmen des
SECAP-Konsortiums, Netzwerke zur Schaffung von
Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Wesentliche Standorte der Gruppe

Deutschland Asslar, Dresden, Miinchen, Vaihingen

USA Waterbury VT, Palo Alto CA
China Shanghai

Frankreich St. Jeoire

GB Wokingham

Japan Yokohama

Taiwan Hsin Chu

Vorausschauende Aussagen

Samtliche im Lagebericht enthaltenen Aussagen, die keine
vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vor-
ausschauende Aussagen wie in dem US-amerikanischen
sPrivate Securities Litigation Reform Act“ von 1995 festge-
legt. Worte wie ,glauben®, ,erwarten®, ,beabsichtigen®,
srechnen mit“,  schatzen, ,sollen®, ,sollten“, ,kdnnen*,
swerden“ und ,planen“ sowie dhnliche Begriffe in Bezug
auf das Unternehmen sollen solche vorausschauenden
Aussagen anzeigen.

Das Unternehmen ibernimmt keine Verpflichtung gegenuber
der Offentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktuali-
sieren oder zu korrigieren. Sdmtliche vorausschauende
Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Un-
sicherheiten, durch die die tatsdchlichen Ergebnisse zah-
lenmé&Big von den Erwartungen abweichen kénnen. Die

vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem
Zeitpunkt wieder, zu dem sie getétigt wurden.

Unternehmensentwicklung und
Marktlage im Jahr 2003

Nachdem bereits der Umsatzriickgang in 2002 erheblich
war (-41%), musste in 2003 nochmals ein deutlicher
Ruckgang von 127,5 Mio. Euro auf 92,6 Mio. Euro (-27%)
registriert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die weiter-
hin anhaltende Investitionszuriickhaltung unserer Kunden
zurilickzufuihren. Teilweise mitverantwortlich ist aber auch
die Entwicklung auf den Devisenmarkten, wo der Euro im
Vergleich zum Vorjahr gegenliber dem US-Dollar erheblich
aufgewertet wurde. Bei dem flr die Gewinn- und Verlust-
rechnung verwendeten Durchschnittskurs ergab sich eine
Aufwertung des Euro um 21% gegeniiber dem US-Dollar.
Daher wird im Lagebericht auch auf wéhrungsbereinigte
Zahlen verwiesen, um W&hrungseffekte und deren Einfluss
auf unser operatives Geschaft darzustellen.

Der Umsatzriickgang vollzog sich 2003 in allen Regionen, was
vor allem auf die allgemeine schlechte weltweite konjunktu-
relle Lage zuriickzufiihren ist. Beim Auftragseingang stellte
sich wahrungsbereinigt eine Stabilisierung ein; dieser liegt nun
schon seit zehn Quartalen zwischen 21 und 30 Mio. Euro.

Unveréndert war auch in 2003 die geringe Nachfrage nach
Produktionsmaschinen, die unsere wesentlichen Umsatz-
trédger darstellen. Sowohl der Auftragseingang als auch
der Umsatz sind Uberwiegend auf manuelle Geréate
zurlckzufiihren, die deutlich niedrigere durchschnittliche
Verkaufspreise aufweisen. Da die typischen Anwendungen
fur diese Geréte nicht im Produktionsumfeld liegen, folgt
dieses Volumen nicht zwingend dem jeweiligen Zyklus.
Erfreulich ist die positive Entwicklung unserer neuen Pro-
dukte, vor allem im Bereich der so genannten ,SupraYield“-
Technologie fir Mask Aligner und der neuen Substrat
Bonder, hier vor allem der so genannte Bond Cluster mit
Plasma-Aktivierung fir Produktionsanwendungen.

Im ersten Halbjahr 2003 gab es keine wesentliche Veran-

derung im Marktumfeld. Die bereits im Geschéftsbericht

2002 beschriebene Situation,

e keine Erholungstendenzen bei unseren wichtigen
Kunden und

¢ keine positiven Impulse hinsichtlich der allgemeinen
Konjunkturlage,



war unverandert vorhanden. Daher mussten wir im ersten
Quartal des Jahres 2003 unsere RestrukturierungsmaB-
nahmen nochmals ausweiten. So wurde einerseits der
Standort Singen nach Vaihingen verlagert, andererseits
wurde am Standort Dresden ein Mitarbeiterabbau durch-
gefuhrt. Die einzelnen Standorte weisen nun eine gestraff-
te Struktur auf, die gemessen an den Mitarbeiterzahlen
nun jeweils mit der Struktur von 1999 vergleichbar ist.

Im zweiten Halbjahr 2003 gab es jedoch auf Kundenseite
und beziglich der Konjunkturentwicklung die ersten posi-
tiven Signale, die flir das Jahr 2004 eine Erholung erwar-
ten lassen:

e Seit etwa zwei Quartalen kénnen die Mikrochipher-
steller bereits wieder bessere Ergebnisse berichten.
Dies ist immer die Vorraussetzung dafiir, dass auch die
Ausrlstungsindustrie wieder bessere Geschafte erwar-
ten kann. In verschiedenen Teilbereichen ist inzwischen
diese Markterholung zu beobachten.

¢ Das Volumen der produzierten Chips erreichte in 2003
einen neuen Héchststand. Dieser kann nicht an den
Umsatzzahlen der Chiphersteller abgelesen werden,
weil die erzielbaren Durchschnittspreise deutlich unter
denen von 2000 und 2001 liegen.

¢ Die Kapazitdtsauslastung bei den Herstellern und den
Foundries liegt teilweise bereits iber 90%; Research
Institute warnen heute bereits vor massiven Kapazitats-
engpéssen. Wir gehen davon aus, dass bei erholten
Durchschnittspreisen Kapazitétserweiterungen — dann
auch durch Einbindung von neuen Technologien -
durchgefiihrt werden.

Bei der allgemeinen Konjunkturlage zeigte sich die Ent-
wicklung in den USA als positiver Indikator fir eine Erholung
der Weltwirtschaft. Jedoch muss darauf hingewiesen wer-
den, dass insbesondere die wahrungspolitische Situation fiir
2004 hier besondere Risiken aufweist. So stellt das doppelte
Defizit der USA, bestehend aus Staatsdefizit und Handelsbi-
lanzdefizit, ein erhebliches Risiko flr eine Erholung der Welt-
wirtschaft dar. Sollte sich der Kapitalzufluss in die USA nicht
erholen, kénnte ein anhaltender signifikanter Abwertungs-
druck auf den US-Dollar die Erholung vor allem in Europa
spurbar bremsen und sogar véllig zum Erliegen bringen.

Strategische Positionierung

Im Jahr 2003 konnten wir unsere Marktposition sowohl
hinsichtlich der Technologie- und Kostenfiihrerschaft als

auch hinsichtlich der Marktanteile weiter verbessern.

Aufbauend auf den im Jahr 2002 initiierten MaBnahmen

wurden die Aktivitaten im Jahr 2003 ausgeweitet. Wahrend

2002 mit der Einfuihrung der 300mm-Gerétegeneration das

Advanced Packaging noch im Mittelpunkt stand, wurden

in 2003 auch in unseren anderen Zielmarkten Fortschritte

in der Akzeptanz unserer Technologie erzielt. Die wesent-
lichen MaBnahmen und Ergebnisse im Uberblick:

e Mit der ,SupraYield“-Technologie fir SUSS MicroTec-
Mask Aligner stdBt die Vollfeldbelichtung in neue Aufl6-
sungsgrenzen unterhalb 1 Mikrometer vor. Damit werden
viele Anwendungen in der Mikrosystemtechnik und bei den
Verbindungshalbleitern fiir Mask Aligner wieder erreichbar.

¢ Unser gréBter Foundry-Kunde weitete auch 2003 seine
300mm-Kapazitdten nochmals aus. Bezogen auf die Wett-
bewerbssituation ist besonders bemerkenswert, dass aus-
schlieBlich in SUSS MicroTec-Equipment investiert wurde.

¢ Die SECAP-Linie fir 300mm-Advanced Packaging-
Anwendungen ist nun operativ im Einsatz. Sowohl die
Performance der Produktionsprozesse vom Produk-
tionsanwender, Unitive Taiwan, als auch die SUSS
MicroTec-Ergebnisse von Demonstrationsprozessen fiir
Kunden erfillen unsere Erwartungen in vollem Umfang.

¢ Um in dem sich sehr gut entwickelnden Markt fir Mikro-
systemtechnik die Kunden noch besser integrieren zu
kénnen, wurde auch fiir diesen Markt ein Konsortium
unter Beteiligung von SUSS MicroTec gegriindet (MEM-
UNITY als Abkiirzung fir MEMS-Community). Erfreulich
ist auch, dass einer unserer Mitarbeiter in den USA zum
Chairman der neu geschaffenen International MEMS
Steering Group (IMSG), einer Interessengruppe inner-
halb des SEMI-Verbandes, gewahlt wurde.

¢ Die fur die Mikrosystemtechnik entwickelten neuen Subs-
trat Bonder wurden vom Markt sehr gut angenommen.
Insbesondere sind die neuen Bond Cluster-Systeme mit der
SUSS MicroTec »nanoPREP“-Technologie auf groBe Reso-
nanz gestoBen; erste Auftrdge wurden bereits platziert.
»nNanoPREP“ ist eine neue Technologie, die das Bonden
von Siliziumscheiben bei so niedrigen Temperaturen er-
moglicht, dass Halbleiterschaltkreise diese Temperaturen
schadlos Uberstehen. Dass dieser Prozess zusétzlich noch
unter Vermeidung von Vakuumprozessen méglich ist, wurde
vom Markt fast als revolutiondr empfunden.

¢ GroBe Bedeutung hatte die verstérkte Investition in die
Applikationsunterstiitzung firr die sich schnell weiter-
entwickelnden Markte. Insbesondere im Rahmen der
Vorstellung der neuen ,SupraYield“- und ,nanoPREP*“-
Technologie bei unseren Schliisselkunden zeigte sich,



SUSS MicroTec AG

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

dass das Verstandnis fiir die Probleme des Kunden und
in vielen Féllen die gemeinsam mit den Kunden durch-
geflihrte Entwicklung von Lésungsansétzen, wesentli-
che Vorraussetzung flr eine erfolgreiche Marktbearbei-
tung darstellen.

Um zukiinftig weniger starke Einfllisse der Wéahrungs-
schwankungen auf unser Ergebnis zu haben, werden wir
schrittweise die Wertschépfung im US-Dollar-Raum erhé-
hen - derzeit wird die Wertschdpfung zu ca. 75% bis 80% im
Euro-Raum und nur zu ca. 20% bis 25% im US-Dollar-Raum
erwirtschaftet. Ziel ist es, den auf Dollar basierten Anteil an
den Herstellkosten auf ca. 35% bis 40% zu erhéhen.

Mit hdchster Prioritdt werden unsere F&E-Aktivitaten
betrieben, da diese den gréBten Beitrag fiir eine weiterhin
zukunftstrachtige und nachhaltige strategische Positio-
nierung liefern.

Dass die Halbleiterindustrie zwar sehr zyklisch verlauft, aber
weiterhin hohes Wachstumspotential aufweist, zeigt nach-
folgende Grafik, die den Ausblick des SEMI-Verbandes fiir
die kommenden Jahre 2004 bis 2006 auf Basis der aktuells-
ten Umfrage vom November und Dezember 2003 enthalt.
In den Schatzungen des Verbandes wird deutlich, dass vor
allem Asien langfristig das gr6Bte Wachstumspotenzial auf-
weist. Der Trend einer Verlagerung der Produktion von Halb-
leitern aus den USA und Europa nach Asien wird fortge-
setzt. Flir 2006 erwartet die Industrie gemé&B dieser

Umfrage den néchsten allgemeinen Abschwung. Die Fore-
casts unterliegen zwar stets einer sehr groBen Unsicher-
heit, jedoch ist das MaB an Zuversicht nun deutlich hoher
als etwa in 2002 oder Anfang 2003.

Wir weisen darauf hin, dass der prognostizierte Riickgang in
2006 einen typischen zyklischen Verlauf der Gesamt-
industrie darstellt. Wir folgen aufgrund unserer Nischen-
position nicht zwingend diesem Zyklus, sind aber grund-
sétzlich von der Gesamtstimmung in der Industrie abhéngig.

Umsétze und Auftragslage bei den
Produktlinien und Regionen

Bei der Umsatzverteilung nach Produktlinien entfallen knapp
zwei Drittel auf die Produktlinien Mask Aligner und Spin
Coater. Im Vergleich zum Vorjahr nahm dieser Anteil deutlich
ab, was auf die in der Relation starker gewordenen Umsatz-
anteile der Produktlinie Prober zuriickzufiihren ist (siehe hier-
zu auch ,Unternehmensentwicklung und Marktlage in 2003“).

Bei den Mask Alignern mit 41,9 Mio. Euro (Vorjahr: 61,3 Mio.
Euro (; -32%) Umsatz waren im abgelaufenen Jahr 2003 die
manuellen Gerate, die aufgrund des liberwiegenden Einsatz-
gebietes im Entwicklungslabor naturgemaB weniger stark
den Produktionszyklen der Halbleiterindustrie unterliegen,
abermals wesentlicher Umsatztrger. So ist durch das
Fehlen von Produktionsgeréaten, deren Verkaufspreise haufig
ein Vielfaches der manuellen Gerate darstellen, auch der

Umsatzerwartungen Halbleiterindustrie (Quelle: SEMI, in Prozent)
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relative Rickgang dieser Produktlinie am Gesamtumsatz
zu erkldren. Sobald die Produktionsgeréte wieder entspre-
chend Umsétze generieren, wird sich der Umsatzanteil der
Produktlinie wieder deutlich erhéhen. Auch das Jahr 2003
bestatigte erneut die Zuverl&ssigkeit und die Akzeptanz
unserer manuellen Mask Aligner.

Umsatz nach Produktlinien

2002 == 2003 (in Mio. Euro) -
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Bei den Spin Coatern mit 21,9 Mio. Euro (Vorjahr: 31,8 Mio.
Euro; -31%) Umsatz stellten die 300mm-Gerate einen we-
sentlichen Umsatzanteil dar. Grundsétzlich gilt fir die Spin
Coater noch stérker als bei den Mask Alignern, dass bei
schwacher Auftragslage bei Produktionsgeraten erhebliche
Umsatzriickgénge die Folge sind.

Auftragseingang nach Produktlinien

2002 == 2003 (in Mio. Euro)
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Der Auftragseingang bei den Mask Alignern (45,6 Mio.
Euro 2003 gegeniiber 43,8 Mio. Euro 2002; +4%) und Spin
Coatern (21 Mio. Euro 2003 gegentiber 32 Mio. Euro 2002;
-35%) spiegelte, wie bereits erwéhnt, vor allem die geringe

Nachfrage nach den h&herpreisigen Produktionsgerdten
wider. Mit steigender Nachfrage nach diesen Geraten wird
sich auch der Auftragseingang dieser Produktlinien erheb-
lich erhéhen. Der deutliche Abfall bei den Spin Coatern ist
dadurch begriindet, dass wir im Gegensatz zum Mask
Aligner hier kein wesentliches Geschéaft mit manuellen
Geréten betreiben. Daher schwankt die Auftragsent-
wicklung bei den Spin Coatern noch stérker als bei den
Mask Alignern.

Langfristig werden die beiden genannten Produktlinien
Mask Aligner und Spin Coater weiterhin rund 70% zum
Konzernumsatz beitragen.

Bei den in der Produktlinie Mask Aligner enthaltenen
Substrat Bondern und Bond Alignern konnten im Jahr 2003
erhebliche Fortschritte in der Produktpositionierung erzielt
werden. Das Portfolio wurde nahezu komplett ausge-
tauscht, wobei auf Basis der neuen Technologien hier signi-
fikante Zuwéchse bereits fiir 2004 erwartet werden. In 2003
waren die Umsétze in diesem Bereich noch relativ gering.

Die Umsatzentwicklung bei den Device Bondern mit 6,5
Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro ; -23%) Umsatz war noch-
mals ricklaufig. Zwar leidet diese Produktlinie weiterhin
unter der Schwache des relevanten Marktumfeldes, der
optischen Datenlbertragung, jedoch zeichnet sich das Pro-
dukt durch eine beeindruckende technische Performance
hinsichtlich der Genauigkeit aus. Nordamerika und Japan
als die beiden Technologietreiber bleiben fiir dieses Produkt
die wichtigsten Markte. 2004 kdnnte, unterstiitzt durch eine
allgemeine Konjunkturbelebung, wieder Wachstumspoten-
ziale flir Device Bonder bieten. Wir erwarten mittelfristig
Umsatzanteile von ca. 10% aus dieser Produktlinie.

Beim Auftragseingang dieser Produktlinie (7,9 Mio. Euro
2003 gegeniiber 7,3 Mio. Euro 2002; +9%) zeigte sich eine
Verbesserung gegenuber dem Vorjahr, wobei dies auf-
grund der geringen Basis 2002 auch erwartet wurde.

Die Prober mit 21,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,5 Mio. Euro; -9%)
Umsatz konnten im Jahr 2003 innerhalb des SUSS
MicroTec-Portfolios die stabilste Umsatzentwicklung auf-
weisen. Der wesentliche Grund dafir ist die Einfuhrung
neuer, hdherwertiger Prober mit Stlickpreisen tber 300.000
Euro. Langfristig erwarten wir hier einen Umsatzanteil von
ca. 15% bis 20% am Gesamtumsatz, je nachdem in wel-
chem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit weitere
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Umsatzanteile der Produktlinien (in Prozent)

Spin Coater  25%
Device Bonder 7%
Sonstige 2%
Prober 18%

Mask Aligner  48%

2002

Neuentwicklungen vom Markt akzeptiert werden. Beim
Auftragseingang konnte mit 24,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3
Mio. Euro; +20%) weiterhin eine erhéhte Nachfrage fest-
gestellt werden.

Zusammenfassend fiir 2003 ergibt sich im Vergleich mit
2002 eine Verschiebung der Umsatzanteile zugunsten der
Produktlinie Prober, wobei diese Verschiebung eine Mo-
mentaufnahme darstellt. Eine Verteilung wie in 2002 ist
langfristig représentativer.

Umsatze und Auftragslage in den Regionen

Fir 2003 ergab sich eine relativ ausgeglichene Aufteilung
der Umsétze auf die Regionen Nordamerika, Europa und
Asien. Aufgrund der gegenwaértigen Wechselkursent-
wicklung und der fortschreitenden Verschiebung der Elek-
tronikproduktionen nach Asien, erwarten wir zukinftig
Asien als starkste Region, wahrend wir fiir Nordamerika
und Europa mittelfristig &hnliche Umsatzanteile auf Euro-
Basis fiir wahrscheinlich halten. Der Umsatzriickgang in
2003 gegeniiber 2002 wurde im Wesentlichen durch den
geringeren Auftragsbestand zum Anfang 2003 (32,4 Mio.
Euro) im Vergleich zum Anfang 2002 (57,6 Mio. Euro) und
den sich nicht erholenden Auftragseingang innerhalb des
Geschéftsjahres verursacht.

Beim Aufragseingang entwickelte sich wahrungsbereinigt
Nordamerika positiv, wahrend Asien im Vergleich zu 2002
ricklaufige Zahlen aufweist.

Spin Coater  24%
Device Bonder 7%
Sonstige 1%
Prober 23%

Mask Aligner  45%

2003

Umsatz nach Regionen
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In Nordamerika gingen die Umsétze von 39,6 Mio. Euro auf
28,3 Mio. Euro (-28%) zurlick. Hier wirkte zusatzlich eine
Reduzierung aufgrund der Abschwéchung des US-Dollar.
Beim Auftragseingang wurde mit 35,6 Mio. Euro der Vor-
jahreswert von 34,5 Mio. Euro (+3%) Ubertroffen, was vor
allem aufgrund der Wahrungseffekte als Erfolg zu werten ist:
Auf Dollarbasis konnte ein Anstieg von 33 Mio. US-Dollar auf
41 Mio. US-Dollar (+25%) erreicht werden. Die Region zeich-
net sich grundsatzlich durch einen gesunden Mix aus Ge-
schaft mit manuellen Gerdten und Produktionsgeréten aus,
wobei wir hier neben Testsystemen derzeit vor allem die Be-
reiche Verbindungshalbleiter und Mikrosystemtechnik bedie-
nen. AuBerdem konnten wir eine entsprechende Belebung
bei den Angebotsaktivitdten insbesondere im zweiten Halb-
jahr 2003 feststellen. Auch die GroBkunden zeigten nun wie-
der gesteigertes Interesse an Equipment, und wir erwarten
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dieser Region zukinftig wieder héhere Umsatzanteile aus
dem Bereich Advanced Packaging.

Die Region Asien verzeichnete einen Umsatzriickgang von
44,9 Mio. Euro auf 33,1 Mio. Euro (-26%). Auch beim Auf-
tragseingang musste eine riickldufige Entwicklung registriert
werden (32,7 Mio. Euro in 2003 gegeniiber 37,6 Mio. Euro im
Vorjahr; -13%). Vor allem in Taiwan, Singapur und Siidkorea
werden gréBtenteils Produktionsgerdte in den Bereich
Advanced Packaging verkauft, und daher unterliegt diese
Region stérkeren Schwankungen - die Ausflihrungen bei
den Produktlinien Mask Aligner und Spin Coater kdnnen 1:1
auf diese Region Ubertragen werden. Ohne Beriicksichti-
gung von Japan mussten wir hier einen Ruckgang beim
Umsatz von 33,4 Mio. Euro auf 24,3 Mio. Euro (-27%) ver-
zeichnen, wéhrend der Auftragseingang von 27,5 Mio. Euro
auf 21,3 Mio. Euro (-22%) zurlickging. Japan nimmt inner-
halb dieser Region eine Sonderstellung ein, da wir hier der-
zeit nur in geringerem MaBe Produktionsgeréte verkaufen
und vor allem in den Bereichen Testsysteme und Mikro-
systemtechnik tétig sind. Auch war das Jahr 2002 in Japan
extrem schwach, so dass hier die Entwicklung in 2003 sogar
positiv war: Die Umsétze fielen zwar noch um 23% von 11,5
Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro, aber der Auftragseingang
erhohte sich um 13% von 10,1 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro.

In Europa bedienen wir neben den Mérkten Mikrosystem-
technik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging
auch eine Reihe weiterer Anwendungen der allgemeinen
Forschung und Entwicklung. Ahnlich wie in Nordamerika
sahen wir in Europa aufgrund des geringeren Auftragsbe-
stands zu Jahresbeginn und des nicht hinreichend anstei-
genden Auftragseingangs, einen deutlichen Riickgang des
Umsatzes von 42,2 Mio. Euro in 2002 auf 30,9 Mio. Euro

(-27%) in 2003. Der Auftragseingangs konnte sich im selben
Zeitraum mit 32,4 Mio. Euro gegeniiber dem Vorjahr (31,9
Mio. Euro; +2%) leicht verbessern.

Auftragsbestand

Das Verhaltnis zwischen neu eingegangenen Auftrdgen

und den realisierten Umsétzen, die sogenannte Book-to-

Bill-Ratio, lag 2003 bei 1,09 (2002: 0,82). Dieser Wert flihrte

aber nicht zu einer signifikanten Erh6hung des zum jeweili-

gen Stichtagskurs bewerteten Auftragsbestandes, was vor

allem auf zwei Effekte zurlickzufuhren ist (Jahreswerte):

¢ -1,9 Mio. Euro Wé&hrungseffekte durch den deutlich
gefallenen US-Dollar;

e -4.9 Mio. Euro Bereinigungen (davon 2,6 Mio. Euro
Stornierungen).

Auftragsbestand zum Jahresende

(in Mio. Euro)
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Der Auftragsbestand enthalt Giblicherweise Auftrage fiir die
nachsten 3 bis 6 Monate, wobei in Ausnahmefallen auch
spatere und friihere Liefertermine fixiert sein kénnen.

Finanzielle Entwicklung
Vermégens- und Finanzlage

In der ersten Jahreshélfte waren vor allem die Zahlungs-
eingénge aus Forderungen flr eine stabile Liquiditéts-
position verantwortlich. Diese Entwicklung ist saisonal
typisch, da in diesem Zeitraum die héheren Umsétze des
vorangegangenen vierten Quartals zu entsprechenden
Zahlungen fuhren. Hinzu kam im ersten Halbjahr eine
Steuererstattung in den USA von knapp 4 Mio. US-Dollar
basierend auf der Méglichkeit, Verluste vollumfanglich auf
zuriickliegende Gewinne zuriickzutragen.



SUSS MicroTec AG

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Ebenso typisch war der signifikante Riickgang der Liqui-
ditat im dritten Quartal, wobei hier vor allem Sonderposten
wirksam wurden. So wurden zuriickgestellte Gewerbesteu-
ern fir 2001 in Deutschland gezahlt, in Frankreich wurden
noch ausstehende Zahlungen fiir die Restrukturierung 2002
geleistet. Dies zeigt sich in der Bilanz in den im Verlauf des
dritten Quartals 2003 deutlich verringerten sonstigen Ver-
bindlichkeiten. Auch bei den in dieser Position enthaltenen
Kundenanzahlungen waren kaum Impulse vorhanden (2,7 Mio.
Euro Ende 2003 gegentiber 3,4 Mio. Euro Ende 2002), und
wir erwarten auch in 2004 keine erheblichen positiven
Effekte aus einem Anstieg der Anzahlungsquote von Kun-
den. Zwar bleibt es unser Ziel, bei neuen Auftrédgen eine
Anzahlung zu vereinbaren, was aber von der aktuellen
Geschaftsentwicklung abhangig ist. Bei der Zahlungsmoral
der Kunden ergab sich zum Ende des Jahres 2003 eine
nochmalige Verbesserung gegeniiber dem Vorjahr. Der
Wert flir die AuBenstandstage (Days Sales Outstanding;
DSO) lag bei 67 (Vorjahr: 72). Hier bestatigt sich bereits
Uber mehrere Jahre die hohe Qualitdt unseres For-
derungsbestandes, der bestidndig nur sehr geringe
Ausfallquoten aufweist.

Aufgrund der niedrigen DSO und des insgesamt geringe-
ren Forderungsbestandes zum 31.12.2003 wird jedoch der
zusatzliche Liquiditatseffekt aus den Zahlungseingéngen
im ersten Halbjahr 2004 deutlich geringer sein als in den
Vorjahren. Daher rechnen wir flir das erste Halbjahr 2004
derzeit nicht mit einem entsprechend positiven Free Cash
Flow (Operativer Cash Flow abziiglich der Investitionen in

Anlagevermdgen), wie dies in 2003 und insbesondere
2002 noch der Fall war. Beim Lagerbestand wurde, be-
dingt durch den niedrigen Umsatz, unser Zielwert fir das
Jahresende von 40 Mio. Euro mit effektiven 42 Mio. Euro
nicht ganz erreicht. Das Working Capital hat somit noch
nicht die von uns gewiinschte GréBenordnung und bindet
noch immer zu hohe Finanzmittel. Wir sind aber zuver-
sichtlich, vor allem beim Lager im Jahr 2004 deutliche
Fortschritte zu machen, wenn vor allem die 200mm-
Produktionsgeréte wieder entsprechenden Umsatzbeitrag
liefern. Denn diese Gerate bestimmen wesentlich unseren
zyklusabhéngigen Teil des Lagers, der ca. 35% des
Gesamtbestandes betrifft. Soweit eine Lagererhéhung nur
auf neuen Produkten, z.B. 300mm oder Bond Cluster,
beruht, nehmen wir solche Positionen im technologie-
orientierten Teil des Lagers (Anteil am Gesamtlager ca.
15%) bewusst in Kauf. Die restlichen 50% des Lagers, der
zyklusunabhéngige Teil mit Reichweiten innerhalb unseres
Zielkorridors von 180 Tagen, betrifft die manuellen Mask
Aligner und Spin Coater, die Prober und die Ersatzteile.

Unter Berlicksichtigung der erwarteten Entwicklung des
Working Capital im Jahr 2004 wiirde vor allem ein schnel-
les Wachstum die bestehende Liquiditét in erhéhtem
MaBe beanspruchen. Aufgrund der aktuellen Situation der
deutschen GroBbanken ist eine entsprechende Zurlick-
haltung bei der Fremdkapitalbereitstellung deutlich er-
kennbar; dies belegen auch Umfragen hinsichtlich der
Entwicklung der Kreditvergaberegelungen. Wir haben uns
deshalb im vierten Quartal entschlossen, eine Wandel-

Cash Flow-Zyklus (in Mio. Euro)
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schuldverschreibung zu begeben. Die Kursentwicklung zu
diesem Zeitpunkt sahen wir als den richtigen Zeitpunkt
an: Einerseits war das absolute Kursniveau dazu geeig-
net, entsprechenden Zufluss darzustellen, andererseits
beinhaltete der Kurs noch anteiliges Potenzial fiir einen
weiteren Kursanstieg.

Initial flossen uns aus der Wandelanleihe 11,64 Mio. Euro
zu, davon 11,27 Mio. Euro aus der ersten und 0,37 Mio.
Euro aus der zweiten Tranche. Bei einer Auslibung der
Optionen aus der zweiten Tranche wirde ein weiterer
Zufluss von 3,57 Mio. Euro entstehen. Mit dieser erhdhten
Liquiditat sehen wir uns nun in der Lage, die kommende
Erholungsphase aus eigener Kraft finanzieren zu kénnen.
Mit Einbezug der Wandelanleihe verringerten sich die
Finanzschulden im Konzern auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr:
4,7 Mio. Euro). Unsere mittelfristige Strukturierung der
Passivseite fiir das bestehende Geschaftsmodell sehen
wir mit dieser Transaktion als ausreichend an.

Bilanzstruktur Konzern

(in Mio. Euro)
19
27
36
29
113 102
119 T
24 21
38 35
Aktiva 2002  Aktiva2003  Passiva2002  Passiva 2003

langfristiges Fremdkapital
kurzfristiges Fremdkapital
Eigenkapital

== Umlaufvermégen

== Sonstiges Anlagevermdégen
Immaterielle Vermdgensgegenstande

Die Bilanzstruktur des Konzerns stellt sich auch am Ende
des Jahres 2003 aufgrund der Eigenkapitalquote und der
geringen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten unverandert
als sehr gesund und solide dar. Unsere Einschatzung vom
vergangenen Jahr, dass auch eine schwache wirtschaftli-
che Entwicklung in 2003 von der Bilanzstruktur verkraftet
werden kann, hat sich bestétigt.

Per Ende des Jahres 2003 verfiigte der Konzern Ulber 26,8
Mio. Euro (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro) liquide Mittel, denen
3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro) kurzfristige Bankver-
bindlichkeiten gegenlber standen. Die verfiigbare offene
Barkreditlinie zum Jahresende lag bei 13,2 Mio. Euro (Vor-
jahr: 14,7 Mio. Euro), so dass die verfuigbare Liquiditat insge-
samt Uber 37 Mio. Euro (Vorjahr: 28 Mio. Euro ) betrug.

Investitionen

Wesentliche Investitionen fanden in 2003 nicht statt. Inves-
titionen erfolgten nur im Rahmen von dringend notwendigen
Ersatzinvestitionen fiir Bliroeinrichtungen und Equipment
fur die Fertigungsbereiche.

Ertragslage

Die Rohertragsmarge als wesentlicher Indikator fir die
Ertragskraft stieg in 2003 im Vergleich zum Vorjahr nur
marginal. Die wesentlichen Faktoren sind vor allem:

e Der weiter abgeschwéchte US-Dollar reduziert die
Rohertragsmarge, da ein GroBteil der in den USA zu
gleichen US-Dollar Preisen verkauften Gerate in der
Eurozone hergestellt wurden.

¢ |Im Rahmen der SchlieBung der Betriebsstétte Singen fielen
als Einmaleffekt Sonderabschreibungen auf das Lager an.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Uberkapazititen im
Produktionsbereich auf dhnlichem Niveau (der positive
Effekt aus der Restrukturierung wurde durch den Umsatz-
rlickgang nahezu kompensiert), so dass die Auslastung
selbst flr den Jahresvergleich der Margen keinen signifi-
kanten Einfluss darstellt. Gleiches gilt fir die auf hohem
Niveau verharrenden Wertberichtigungen auf Lagerbe-
stédnde und den Preisdruck, denn auch diese beiden Fak-
toren waren schon in 2002 zu verzeichnen.

Die fur 2003 erwartete deutlichere Margenverbesserung
trat vor allem aufgrund des fehlenden Umsatzwachstums
und des dadurch ausbleibenden Lagerabbaus nicht ein.
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Bei den 300mm-Geraten jedoch konnten 2003 positive
Lernkurveneffekte registriert werden. Fur 2004 sehen wir
steigende Margen vor allem dann, wenn Skaleneffekte
durch héheren Umsatz wirksam werden. Mittelfristig liegt
unsere Zielmarge bei Annahme eines US-Dollar Wechsel-
kurses im Bereich von 1,20 US-Dollar / Euro bei Giber 45%.

Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerech-
net) ging im Vergleich zum Vorjahr nochmals zurtick auf 0,129
Mio. Euro (2002: 0,145 Mio. Euro). Die Vertriebs- und Verwal-
tungsgemeinkosten stellten in 2003 44% (2002: 38%) des
Gruppenumsatzes dar. Die Anderung der Relation basiert auf
dem niedrigen Umsatz, wo wir von einer Auslastung von etwa
65% in 2003 ausgehen. Bei Erreichen einer der Struktur ent-
sprechenden, profitablen UmsatzgréBe von ca. 130 Mio. Euro
wirde sich der prozentuale Satz auf etwa 30% reduzieren,

Bruttomargen und Lagerbestinde

Inventory (in Mio. Euro) == Bruttomarge (in Prozent)
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da bei einem solchen Umsatz keine signifikanten zusatzlichen
variablen Kosten in diesem Bereich entstehen wiirden. Den-
noch wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir
absolut die Kosten in diesem Bereich seit 2001 von 55 Mio. Euro
auf 41 Mio. Euro, also um mehr als ein Viertel gesenkt haben.

Im Finanz- und sonstigen Ergebnis flihrte der weiter stei-
gende Euro wie bereits im Vorjahr zu signifikanten Buch-
verlusten bei internen US-Dollar-Darlehen. Diese Buch-
verluste wirden bei einer Abschwachung des Euro wieder
anteilig zu Buchgewinnen flihren. Nur ein geringer Teil der
internen Ausleihungen konnte in 2003 abgesichert werden,
so dass Ergebnisschwankungen in dieser Position auch in
2004 erwartet werden.

Im Steuerergebnis ist als eine wesentliche Komponente
die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf aktive

latente Steuern auf Verlustvortrdge in Héhe von 1,8 Mio.
Euro bei Konzerngesellschaften in Japan und den USA zu
nennen. Diese Wertberichtigungen sind l&nderspezifisch
bedingt durch die teilweise zeitlich eingeschrénkte Nutz-
barkeit.

Die fehlende Belebung des Auftragseingangs im vierten
Quartal 2003 war fir diese Wertberichtigung entschei-
dend, da zu Beginn des Jahres 2004 nun nicht gentigend
Auftragsbestand vorhanden ist, der eine Nutzung dieser
Verlustvortrdge mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
sichern wiirde. Bei spéterer Ausnutzung der Verlust-
vortrdge wirde eine entsprechend niedrigere effektive
Steuerquote entstehen.

Kostenstruktur

Verwaltung & Vertrieb (in Mio. Euro) == Prozent vom Umsatz
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Die Holding - SUSS MicroTec AG

(Hinweis: Den Einzelabschluss der SUSS MicroTec AG stel-
len wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfiigung. Bitte wenden
Sie sich hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Filhrung des
SUSS MicroTec-Konzerns. Sie {ibernimmt u.a. die Aufgaben
der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Aus-
weitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanz-
fragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding flr die
Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und
Marketing verantwortlich. Die Holding ist in der Regel alleini-
ger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an
Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als
Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unse-
rer Markte abh&ngig. Die Holding refinanziert sich im
Wesentlichen durch Umlage der umlageféhigen Kosten auf
die operativen Gesellschaften.



Ohne Sondereffekte erzielt die Holding in der Regel einen
JahresUlberschuss aus Ergebnisbeitrdgen von den Betei-
ligungen sowie aus dem Finanzergebnis, wo durch interne
Darlehensvergaben und kurzfristige Finanzierungen ent-
sprechende Zinseinkiinfte entstehen.

Ergebniskennzahlen zum Jahresende

EBIT == EAT (in Mio. Euro)
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Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesell-
schaft an verbundene Unternehmen verringerten sich von
55 Mio. Euro in 2002 auf 43 Mio. Euro in 2003, was im
Wesentlichen auf die Rickflihrung von kurzfristigen For-
derungen gegen verbundene Unternehmen, sowie den
Abwertungen auf die Ausleihungen und Forderungen
gegen die SUSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH
zurlickzufuhren ist. Verschiebungen innerhalb dieser
Bilanzpositionen ergaben sich durch die Umschuldung
von kurzfristigen Forderungen in langfristige Darlehens-
vertrédge im Verlauf des Jahres 2003.

Die bereits erwdhnte Wandelschuldverschreibung ist
bilanziell als Verbindlichkeit in der Holding abgebildet.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

SUSS MicroTec AG (Handelsrecht, in Tausend Euro)
2003 2002 Anderung in %
Jahresfehlbetrag/-lUberschuss -8.962  -1.656 -7.306 441

Eigenkapital 92.870  99.769 -6.899 -7
Bilanzsumme 117.519 117.555 -36 0
EK-Quote in % 79 85
Anlagevermogen 81.065 74.844 6.222 8
...% der Bilanzsumme 69 64
Umlaufvermdgen* 36.454  42.711 -6.257 -15
...% der Bilanzsumme 31 36

*inkl. aktiver Rechnungsabgrenzung

Darstellung der finanziellen Kennzahlen des Konzerns

Konzern (US-GAAP in Tausend Euro)
2003 2002 Anderung in %
Jahresfehlbetrag/-iiberschuss -14.553  -8.938 -5.615 63

Eigenkapital 102.409 118.534 -16.125 -14
Bilanzsumme 158.851 173.956 -15.105 -9
EK-Quote in % 64 68
Anlagevermdgen 56.774  61.263 -4.489 -7
...% der Bilanzsumme 36 35
Umlaufvermdgen 102.079 112.693 -10.614 -9
...% der Bilanzsumme 64 65

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Holding fur
das Geschéftsjahr 2003 waren wie bereits im Vorjahr
Sondereffekte fiir den Jahresfehlbetrag von -9,0 Mio. Euro
(Vorjahr: -1,7 Mio. Euro) verantwortlich. Nachstehend die
wesentlichen Sondereffekte:

e 2,7 Mio. Euro Buchverluste liberwiegend auf gegebene,
nicht gesicherte US-Dollar-Darlehen (dieser Effekt war
ebenfalls in 2002 vorhanden).

¢ 0,5 Mio. Euro Kosten aus der Begebung der Wandelanleihe.

e 55 Mio. Euro Abwertungen auf die Ausleihungen und
Forderungen gegen die SUSS MicroTec Laboratory
Equipment GmbH.

Das Entstehen weiterer Sondereffekte bei der Muttergesell-
schaft im Geschéftsjahr 2004 ist abhangig von der weiteren
Entwicklung des US-Dollars und vor allem vom weiteren
Geschéftsverlauf in der Gruppe. So war in 2003 keine
wesentliche Wertberichtigung auf Beteiligungsbuchwerte
und Forderungen gegen verbundene Unternehmen notwen-
dig; eine fehlende Geschéftsbelebung in 2004 jedoch
kénnte zu signifikantem Wertberichtigungsbedarf im
Einzelabschluss der SUSS MicroTec AG filhren.

Mitarbeiter

In der SUSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschéfts-
jahres 2003 18 (Vorjahr: 18) Mitarbeiter und 2 Vorstéande tatig.

Zu Beginn des Jahres 2003 waren 878 Mitarbeiter in den
einzelnen Unternehmen des Konzerns beschéftigt. Im
ersten Quartal 2003 wurde die Betriebsstéttenverlagerung
von Singen nach Vaihingen beschlossen und durchgefihrt.
Ebenso erfolgte ein Mitarbeiterabbau in Dresden im Ver-
lauf des ersten Halbjahres 2003.
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Ende des Jahres 2003 lag aufgrund dieser MaBnahmen
der Mitarbeiterbestand bei 716, davon waren 27 Auszubil-
dende.

Notwendige KostensenkungsmaBnahmen sind in unserem
Unternehmen naturbedingt im Wesentlichen mit Mitarbei-
terabbau verbunden. Soweit es méglich und vertretbar ist,
versuchen wir, stets sozial ausgewogen die notwendigen
Schritte durchzufiihren. Zwar lassen sich soziale Harten
nicht grundsétzlich vermeiden, jedoch nehmen wir unsere
Verantwortung flir die Mitarbeiter, auch in solchen Situa-
tionen, geméaB unseren Mdglichkeiten wahr.

Mitarbeiter Jahresende

Mitarbeiter == Anderung (in Prozent)
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Forschung und Entwicklung

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten (F&E) sind
von wesentlicher Bedeutung flir die Zukunftsféhigkeit
sowohl der bestehenden als auch der zukiinftigen Produkte.

Entwicklungsaufwendungen wurden fir alle Produktlinien
in erheblichem Umfang getatigt, da nur durch die perma-
nente Weiterentwicklung der technologische Vorsprung
gegenliber den Wettbewerbern gehalten oder sogar weiter
ausgebaut werden kann. Da auch in 2003 ein entspre-
chender Anteil der F&E-Aktivitdten direkt im Bezug
zu Kundenauftrédgen erfolgte, befindet sich ein Teil der
F&E-Kosten in den Herstellkosten des Umsatzes. Die in
der Grafik dargestellte Quote wiirde sich unter Hinzu-
rechnung dieser Kosten nochmals erhéhen. Gerade in
Zeiten der konjunkturellen Marktschwache ist es wichtig,
die Ausgangsposition fur den nachsten Aufschwung-
zyklus zu verbessern. Dies haben wir durch die Markt-
einfhrung neuer Produkte oder Technologien in allen
Produktlinien erreicht.

F&E-Aktivitdten

F&E-Aufwand == in % vom Umsatz
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Produktlinie Mask Aligner

Fir die gréBte Produktlinie, die Mask Aligner, wurde mit der
neuen ,SupraYield“-Technologie die Anwendungsgrenze
hinsichtlich der StrukturgréBe bei Produktionsanwen-
dungen von bisher ca. 5 Mikrometer (um) auf unterhalb
1 pym verschoben. Diese Erweiterung des Anwendungs-
bereichs eréffnet potentielle Markte in der GréBenordnung
von ca. 100 Mio. Euro pro Jahr. Da die Halbleiterindustrie
aufgrund der komplexen Herstellungsprozesse extrem
zuriickhaltend ist, Fertigungsabldufe zu dndern bzw. neue
Fertigungsverfahren einzusetzen, wird die nennenswerte
ErschlieBung dieses potenziellen Marktes allerdings einige
Jahre in Anspruch nehmen.

LoupraYield“ ist die Kombination verschiedener Technolo-
gien, die den Mask Aligner zu einer vorher nie da gewese-
nen Prazision bei der Strukturiibertragung verhilft. Die bei-
den wichtigsten Elemente sind die sogenannte ,Mask
Pellicle“- und die ,ThermAlign Technology“.

Die ,Mask Pellicle“-Technology (MPT) beruht auf einem
von Motorola patentierten Verfahren, das von SUSS
MicroTec lizenziert und in die Mask Aligner integriert
wurde. Die Fahigkeit besonders kleine Strukturen von
einer Photomaske auf den Silizium-Wafer zu tbertragen,
hangt bei der Mask Aligner-Lithographie direkt von dem
Abstand zwischen Maske und Silizium-Wafer ab. Aufgrund
der haftenden Oberfldche der Maske (sticky effect) und
den gegebenen Unebenheiten der Maske und des Wafers,
konnte dieser Abstand bisher nicht wesentlich kleiner als
20 pm sein, damit ein Kontakt zwischen Maske und Wafer
und damit Beschadigungen der Wafer-Oberflache sicher
vermieden werden. Genau hier setzt MPT an. Durch eine
Beschichtung der Maskenoberflache mit einem teflonarti-



gen Material wird die Eigenschaft der Maskenoberflache
so verdndert, dass kein Photoresist mehr an der Maske
haften bleibt. Damit wird erreicht, dass Berlihrungen zwi-
schen Maske und Silizium-Wafer nicht mehr zu Fehlern im
Belichtungsergebnis fiihren und folglich der Abstand zwi-
schen Maske und Wafer wahrend der Belichtung kleiner
gewéhlt werden kann. Im Extremfall, bei direkter Kon-
taktbelichtung, kénnen nun Strukturen bis in die GréBen-
ordnung von 0,5 um sicher lbertragen werden.

Die zweite wichtige technologische Verbesserung des Mask
Aligners wird Uber die sogenannte ,, ThermAlign“-Option
erreicht. Nachdem der Mask Aligner nun mit Hilfe der ,Mask
Pellicle“-Technologie sehr viel kleinere Strukturen Ubertra-
gen kann, riickt die Frage der Positioniergenauigkeit der
Ubertragungsstrukturen auf dem Wafer wieder in den Vor-
dergrund. Bisher war bei einer StrukturgréBe von oberhalb
5 um eine Positioniergenauigkeit von +/- 1 pm véllig hinrei-
chend, da in diesem Falle zwei Ubereinander liegende
Strukturierungsebenen immer noch hinreichende Uber-
deckungsgenauigkeit aufwiesen. Wenn die Strukturen nun
aber dank MPT kleiner werden, muss auch die Positio-
niergenauigkeit dieser Struktur auf dem Wafer nachziehen.
Durch eine thermische Kopplung der Maske zum Wafer wird
die Positioniergenauigkeit wéhrend der Belichtung deutlich
verbessert. Dank dieser Technologie, ,ThermAlign“ genannt,
kénnen die Auswirkungen schédlicher Temperatureffekte
wéhrend der Belichtung auf weniger als +/- 0,3 ym verrin-
gert werden. Damit wird der Mask Aligner erst zu einem
Produktionsgerét, das Strukturierungsaufgaben bis in den
Sub-Mikrometerbereich ermdglicht.

Produktlinie Spin Coater/ Developer Cluster-System

Bei den Spin Coater/Developer Cluster-Systemen standen
vor allem die Ausentwicklung der automatischen Produk-
tionssysteme und hier insbesondere die Abrundung der
Produktportfolios an der unteren Preisgrenze im Vordergrund.

Die von SUSS MicroTec bedienten Anwendungen liegen im
Packaging, im sogenannten ,Backend of Line* (BEOL) der
Halbleiterfertigung und weisen einen erheblichen Unter-
schied zu den Anwendungen im sogenannten ,Frontend of
Line“ (FEOL) auf. Im Frontend (FEOL) sind aufgrund der
kleinen Strukturen die Anforderungen an die Genauigkeit
und die Reinraumqualitdt um ein Vielfaches héher als im
Packaging bzw. im gesamten BEOL. Deshalb werden im
FEOL die Fabriken immer komplexer und immer weiter

automatisiert. Menschliche Arbeitskrafte miissen soweit
wie eben méglich aus der Produktion entfernt werden, da der
Mensch der wesentliche Partikelerzeuger in einem Rein-
raum ist. Dagegen sind im BEOL die Anforderungen an die
Reinraumqualitat deutlich reduziert, da die hier verarbeite-
ten Strukturen ca. um einen Faktor 10 bis 100 gréBer sind
als im FEOL. Dies &ndert auch die Anforderungen an die
Eigenschaften der Produktionsgeréte, die nun eher in Rich-
tung Kostenreduzierung zielen.

SUSS MicroTec hat diesem Umstand Rechnung getragen
und Produktionsgeradte entwickelt, die speziell fir die
Anwendungen des BEOL konzipiert wurden. Neben den
vollautomatischen Coater- und Developercluster, die eher
fur eine Fabrik mit hohem Automatisierungsgrad, etwa
einem IDM (Integrated Device Manufacturer), angeboten
werden, riicken heute aufgrund des erhéhten Kosten-
drucks eher Systeme mit niedrigerem Automatisierungs-
grad in den Vordergrund. Diese Produkte werden heute
insbesondere in Regionen nachgefragt, in denen halbauto-
matische Lésungen den vollautomatischen ,verclusterten
Ldsungen vorgezogen werden. Dies sind vor allem Lander
in Sudostasien, in denen Arbeitskréfte im Vergleich zum
westlichen Ausland deutlich billiger sind. Die Geréteserie
Gamma, die dieser Entwicklung Rechnung trégt, wurde
vollig neu lUberarbeitet und ist heute auf dem neuesten
Stand der Entwicklung.

Eine zweite wesentliche Neuentwicklung wurde mit dem
neuen Spray Coater ,AltaSpray” in den Markt eingefiihrt.
Nachdem Spray Coaten seit Anfang der 80er Jahre immer
mal wieder als Alternative zum Spin Coaten untersucht
wurde, aber nie den Durchbruch geschafft hat, ergeben sich
heute aufgrund der Anwendungen in der Mikrosystemtechnik
neue Ansatzpunkte fir das Spray Coaten. Der wesentliche
Vorteil des Spin Coatens ist der sehr einfache Aufbau der
Geréte. Der flussige Photoresist wird in die Mitte des Wafers
aufgebracht und durch schnelle Rotation des Wafers (spin-
ning) Uber die Oberfldche verteilt, im allgemeinen Sprach-
gebrauch auch: ,abgeschleudert”. Dieses Verfahren kommt
an seine Grenzen, wenn der Wafer nicht mehr eben ist.
Gerade in der Mikrosystemtechnik werden Wafer mit teil-
weise erheblichen Topographien hergestellt, die dann weiter-
bearbeitet werden miissen. Ein Auftragen einer Schicht durch
Rotation ist in vielen Fallen nicht mehr mdéglich. Eine
Alternative bietet hier das Spray Coaten, bei dem ein stark
verdiinnter Photoresist mit Hilfe einer Duse auf den Wafer
aufgetragen wird. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich
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beim Spray Coaten bei der Uberdeckung von Kanten und
Ecken innerhalb der Waferstrukturierung. SUSS MicroTec
hat hierzu ein neues Spray Coat-Verfahren entwickelt und
zum Patent angemeldet, das speziell die Kanteniber-
deckung beim Spray Coaten verbessert. Dieses Verfahren
befindet sich noch in der Anmeldung, so dass hier auf die
Darstellung weiterer Details verzichtet werden soll. Erste
Auftrage flr manuelle Geréte, die dieses Verfahren nutzen,
wurden bereits ausgeliefert.

Produktlinie Testsysteme

Bei den Testsystemen (=Prober) wurden vor allem die Test-
systeme flr extrem niedrige Temperaturen (Cryo-Systeme)
und flir das Testen unter Vakuum weiterentwickelt.

Niedrige Test-Temperaturen bis in den Bereich von minus
250°C, werden sowohl bei Sensoren, die spéter unter ahn-
lichen Bedingungen eingesetzt werden sollen, benétigt, als
auch bei speziellen Infrarotsensoren, die eine sehr hohe
Bildauflésung erméglichen. Anwendungen finden sich hier
vor allem in der Weltraumforschung und in der satelliten-
gestutzten Sicherheitsliberwachung. Eine neuere Anwen-
dung der hochaufldsenden Infrarot-Bilderkennung und
Bildverarbeitung ist in der personenbezogenen Tempera-
turiiberwachung zu sehen. Vor dem Hintergrund der SARS-
Falle vor allem in Sudostasien hat die beriihrungslose
Temperaturmessung Ulber Distanzen neue Bedeutung
erhalten. So werden an den meisten Flugh&fen und vielen
offentlichen Gebduden Kameras eingesetzt, die sehr ge-
nau und direkt Temperaturerhdhungen um wenige Grad
erkennen kénnen. Das Funktionsprinzip dieser Kameras
basiert entweder auf hochempfindlichen Infrarotsensoren
oder auf Mikro-Bolometer-Sensoren. Beide Sensoren wer-
den auf SUSS MicroTec-Probern getestet.

Hochaufldsende Infrarotsensoren werden bei Tempera-
turen des flissigen Stickstoffs (minus 250°C) betrieben und
missen auch bei diesen Temperaturen getestet werden.
Die entsprechenden Testsysteme sind komplexe Maschi-
nen, die die Umgebungstemperaturen nahe des absoluten
Nullpunkts realisieren und gleichzeitig beispielsweise ein
Niederschlagen der Raumfeuchtigkeit vermeiden miissen.
Dies lésst sich sinnvoll nur durch die Verlagerung der
gesamten Testanordnung in eine Vakuumanlage realisieren.

Die von SUSS MicroTec erstmals entwickelten Vakuum-
Prober erfreuen sich Uber diese speziellen Anwendungen

hinaus zunehmender Nachfrage. Viele Anwendungen der
Mikrosystemtechnik, wie zum Beispiel die oben genannten
Mikro-Bolometer-Sensoren, funktionieren generell nur in
Vakuumumgebungen. Bolometer sind Sensoren, die die
Temperaturerh6hung eines Testelements infolge Lichtein-
strahlung messen. Da die Temperaturerh6hungen in der
Regel nur sehr gering sind, wiirde sich der Messwert unter
Atmosphérendruck erheblich verfélschen, da die Umge-
bungsluft das Sensorelement gleichzeitig zur Messung khlt.
Andere Beispiele finden sich in der Mikromechanik, wo bei-
spielsweise mikroskopisch kleine Schwingkdérper von der
Umgebungsluft gedédmpft und damit abgebremst wiirden.

Der Markt der Mikrosystemtechnik wird in Zukunft immer
mehr an Bedeutung gewinnen. SUSS MicroTec ist der wich-
tigste Anbieter von Testsystemen, die fiir diesen Markt ange-
passt wurden. MEMS-Testsysteme von SUSS MicroTec ver-
kniipfen die charakteristische KenngréBe eines Sensors
mit den elektrischen Signalen, die der Sensor als Mess-
signal liefert. Beispielsweise werden Drucksensoren mit
einem definierten DruckstoB beaufschlagt und die elektri-
sche Signalantwort des Sensors wird ausgewertet. In
anderen Fallen werden Beschleunigungssensoren auf
einem Vibrator physisch beschleunigt oder Mikrophon-
sensoren einem definierten Schalldruck ausgesetzt. Die
neuen MEMS-Testsysteme von SUSS MicroTec sind heute
weltweit flihrend, wenn es um die Verknlpfung von nicht-
elektrischer Anregung mit der elektrischen Signalantwort
eines Sensors geht. Nur diese direkte Verkniipfung gibt
eine genaue Auskunft Uber die Funktionsféhigkeit des
betreffenden Sensors.

Das Testen kleinster Strukturen innerhalb der neuesten
Chipgenerationen nimmt immer gréBere Bedeutung ein. Mit
den sogenannten MFI-Testgeréten, die von SUSS MicroTec
weiterentwickelt werden, kdnnen Strukturen bis in den
Bereich von 150 Nanometer getestet werden. MFI steht
dabei fiir die Firma Micron Force Instruments, die dieses
Verfahren erfunden hat und die im Jahre 2001 von SUSS
MicroTec Ubernommen wurde. Der Name deutet auf das
Messprinzip hin, das sich der Technologie der ,Atomic
Force Microscopy* bedient.

Dieses Verfahren kann sowohl als Kontaktsystem genutzt
werden als auch als System fiir das berlihrungslose Testen
von Halbleiterschaltungen. Die erste Entwicklungsstufe des
Kontaktprobens befindet sich derzeit in der Markteinfiih-
rung und auch fir die zweite Stufe, das kontaktfreie Proben,



wurde bereits ein erster Auftrag gewonnen. Mit Hilfe dieser
Technologie werden auch in Zukunft SUSS MicroTec-Prober
flihrend bei den hochauflésenden Testanwendungen bleiben.

Produktlinie Device Bonder

Mit dem neuen Device Bonder ,, Triade“ wurde ein modifi-
ziertes und weiterentwickeltes Gerét in den Markt einge-
fuhrt, das der Forderung nach deutlich héherem Durchsatz
bei kleinen Bauteilabmessungen Rechnung tragt. Dabei
wurden Verdnderungen im Maschinenaufbau vorgenom-
men, die eine schnellere Handhabung erméglichen, ohne
auf die Genauigkeit beim Bondergebnis zu verzichten.

Mit dem Wegfall des Hauptmarktes fiir die SUSS MicroTec-
Device Bonder, der Montage von Glasfaser-Laserdioden
Verbindungen infolge des Riickgangs der optischen Kommuni-
kationsanwendungen, wurden neue Markte firr diese Geréte
gefunden. Insbesondere die Entwicklungen bei speziellen
Chipverbindungen flr besonders kritische Anwendungen bie-
ten neue Einsatzfelder. Stichworte sind hier die Anwendungen
Chip on Wafer oder auch Chip Stacking. Auch wenn diese
Anwendungen heute nur relativ kleine Nischen darstellen, so
kommt ihnen doch vor dem Hintergrund der immer fortschrei-
tenden Verkleinerung der Package-Abmessungen und der
Erhéhung der Leistungsdichte innerhalb eines Packages
besondere Bedeutung zu.

Auf der Basis des Device Bonders wurden im Geschaftsjahr
2003 die ersten Auftrége eines ,Nano-Imprint Steppers”
gewonnen. Das neue Verfahren des Nano-Imprintings wird
heute in weiten Bereichen als interessantestes Verfahren
zum kostengiinstigen Strukturieren von Materialien der
Mikrosystemtechnik gesehen. In einigen Bereichen kann
Nano-Imprinting als Alternative der grundsétzlich kosten-
intensiveren Photolithographie gesehen werden.

Bei der Photolithographie wird die optische Struktur einer
Photomaske mittels Belichtung in eine Schicht aus Photo-
resist Ubertragen. Durch chemische Behandlung w&hrend
der Entwicklung werden die belichteten Bereiche aus der
Photoresistschicht herausgelést und es wird somit eine
topographische Strukturierung der Resistschicht erreicht.

Das Nano-Imprinting kann vereinfacht betrachtet als
Stempeltechnik verstanden werden. Dabei wird eine me-
chanisch strukturierte Glasplatte wie ein Stempel in ein
z&hflissiges Material gedriickt, das dann durch Bestrah-

lung mit UV-Licht oder auch durch Temperaturerh6hung
des entsprechenden Materials aushéartet. Nach dem Aus-
harten kann der Stempel entfernt werden und die topo-
graphische Strukturierung bleibt in dem Material zurtick.

Die Anforderungen an einen Nano-Imprint Stepper wer-
den bereits fast vollstdndig von dem Device Bonder
erfullt. Anstelle eines Devices, das auf ein Substrat gebon-
det wird (Device Bonder) greift der Bonder nun eine
Glasplatte, setzt diese wie ein zu bondendes Device ab
und hartet mittels Temperatur oder UV-Licht aus (bon-
det!). Anders als beim Devicebonden, wo das Bauteil zum
Schluss auf dem Substrat verbleibt, nimmt der Device
Bonder beim nano-imprinten die Glasplatte wieder vom
Substrat ab und stempelt dann das néchste Feld.

Bei genauerer Betrachtung sind einige Modifizierungen an
dem Device Bonder erforderlich, um einen markttauglichen
Nano-Imprint Stepper zu erhalten. Diese Modifizierungen
sind weitgehend abgeschlossen und es wurde bereits ein
erster Auftrag gewonnen.

Produktlinie Substrat Bonder

Mit den neuen automatischen Bond Clustern zum Waferbon-
den wurde ein wesentlicher Schritt in Richtung Marktfuhrer-
schaft beim Waferbonden erreicht. Neben der Zuverl&ssigkeit
wurde vor allem die Bondjustiergenauigkeit deutlich verbes-
sert. Mit diesen Uberarbeitungen werden unsere Bond Clus-
ter vom Markt als filhrend angesehen und konnten sich vor
allem innerhalb der letzten 6 Monate deutlich durchsetzen.

Eine neue Methode zur Oberflachenvorbehandlung zum
Waferbonden wurde mit dem ,,nanoPrep“-Verfahren in den
Markt eingeflihrt. Dieses inzwischen zum Patent angemel-
dete Verfahren setzt eine Plasma-Aktivierung der Wafer-
Oberflache unter Atmosphérendruck ein und ermdglicht
damit das Verbinden von zwei Silizium-Wafern bei fir die-
sen Prozess extrem niedrigen Temperaturen von nur 200°C.
Im Temperaturbereich von 200°C bis 300°C werden klassi-
sche CMOS-Halbleiterstrukturen nicht zerstért, so dass
mit diesem Verfahren selbst Wafer verbondet werden kén-
nen, auf denen bereits fertige Mikrochips gefertigt wurden.
Ohne eine Plasma-Aktivierung missten Temperaturen im
Bereich von 1000°C angewendet werden, um die gleiche
Bondfestigkeit zu erreichen. Bei diesen Temperaturen von
1000°C wirden allerdings sdmtliche CMOS-Strukturen auf
dem Wafer wieder verbrennen.
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Das von SUSS MicroTec zum Patent angemeldete
Verfahren unterscheidet sich von anderen im Markt ange-
botenen Verfahren zur Plasma-Aktivierung dadurch, dass
es unter Atmospharendruck betrieben wird. Fir jeden
Produktionsablauf ist die Vakuumanwendung eine unge-
winschte, in der Regel aber unvermeidbare Verkompli-
zierung. Das ,nanoPrep“-Verfahren von SUSS MicroTec
tragt hier zu einer wesentlichen Vereinfachung des Pro-
duktionsablaufs bei.

Ausblick

Bei unseren Kunden wurde teilweise bereits im zweiten
Halbjahr eine Belebung des Geschéftes in den Quartals-
und Jahresabschlusszahlen sichtbar. Daher gehen auch
wir nun deutlich optimistischer in das Jahr 2004, als das
noch vor einem Jahr fiir 2003 der Fall war.

Unser Primérziel eines positiven Free Cash Flow haben wir
erreicht; eine Ergebnisprognose wurde von unserer Seite
aufgrund der extremen Unsicherheiten im Markt nicht ge-
geben. Entscheidend war und bleibt die Gestaltung einer
vernlinftigen Konzernstruktur, die den kommenden Auf-
schwung aktiv mitgestalten kann.

Wir erwarten fiir 2004 eine Belebung beim Auftragsein-

gang, der wéhrungsbereinigt um bis zu 20% uber dem

Wert dieses Jahres liegen sollte. Entscheidend fur den

Umsatz im Gesamtjahr 2004 werden vor allem zwei Fak-

toren sein:

¢ Zeitpunkt, an dem sich die Erholung in einer Steigerung
des Auftragseingangs niederschlagt.

¢ Die Entwicklung der Wechselkurse, vor allem des Euro
gegeniiber dem US-Dollar.

Bei entsprechender Entwicklung beider Faktoren sind wir
Uiberzeugt, die Break Even-Schwelle (Umsatz von ca. 115-
120 Mio. Euro beim Ergebnis erreichen zu kénnen. Unser
primares Ziel im Jahr 2004 ist die Rickkehr in die Gewinn-
zone, wobei wir auch hier erst fiir das dritte Quartal das
Erreichen der Gewinnschwelle auf Quartalsebene erwar-
ten. Erst mit Ablauf des vierten Quartals ware die
Gewinnzone fur das Gesamtjahr erreicht.

Beim Free Cash Flow hangt die Entwicklung von der Starke
des Umsatzwachstums ab. Bei einem moderaten Wachstum
und entsprechend positiven Entwicklungen bei den Lager-
bestdnden und Kundenanzahlungen erwarten wir erneut
einen positiven Free Cash Flow flir 2004. Im Falle hoher
Umsatzanteile erst im vierten Quartal des Jahres kénnte sich
die positive Entwicklung im Free Cash Flow auch erst im
ersten Quartal des Folgejahres 2005 niederschlagen.

Aktualisierter Blick auf die Markte (in Prozent)

Testsysteme 25%

Advanced
Packaging 20%

Verbindungs-
halbleiter 20%

Mikroystem-
technik 35%

Aktuelle Umsatzaufteilung

Testsysteme 15%

Advanced
Packaging 35%

Verbindungs-
halbleiter 20%

Mikrosystem-
technik 30%

Langfristige Umsatzaufteilung



Advanced Packaging (ADP)

Viele Chiphersteller oder so genannte Packaging Foun-
dries haben in den vergangenen Jahren die Technologie
des Advanced Packaging eingefiihrt. Dabei wurde auf-
grund des schwierigen Marktumfeldes nur die minimal
mdgliche Produktionskapazitdt installiert. Es bestehen
bereits erste Kapazitatsengpésse, so dass eine baldige
Geschaftsbelebung erwartet wird.

Weitergehende Entwicklungen hin zu kleineren leis-
tungsstarkeren Geraten erfordern neue Chip-Verbin-
dungstechniken. Nach den Mikroprozessoren werden
inzwischen auch weniger komplexe Chips, wie DSP-
oder Logic-Bausteine, mit den Methoden des Advan-
ced Packaging verarbeitet.

Ein zukiinftig sehr wichtiges Anwendungssegment des
Advanced Packaging wird im Bereich der Speicher-
Chips (DRAM) liegen. Wéhrend die DRAM-Fertigung sich
heute noch ausschlieBlich klassischer Packaging-Tech-
niken bedient, wird auch dieser Markt zukinftig mehr
und mehr die Vorteile des Advanced Packaging nutzen.
Vor allem bei der Fertigung von DRAM-Chips auf den
neuen 300mm-Wafer-Formaten erwarten wir erst in den
Jahren 2005 und 2006 nennenswerte Auftragseingange.

Verbindungshalbleiter (Compound Semiconductors, CSE)

Dieser Bereich ist im Wesentlichen durch Anwendungen
der Telekommunikation beeinflusst. In den Jahren 1999
und 2000 ist es zu erheblichen Uberinvestitionen, ins-
besondere bei den optischen Datennetzwerken, ge-
kommen. Die hiermit verbundenen Uberkapazitaten in
den Produktionsstétten der Hersteller optischer Uber-
tragungselemente werden erst langsam ausgelastet, so
dass es hier erst bei starkerem Anstieg der Nachfrage
wieder zu neuen Investitionen kommen wird. Auch in
2004 erwarten wir hier keine nennenswerten Impulse.
Der Bereich LED-Produktion und Laserdioden entwi-
ckelt sich positiv. Einzelne Auftrédge erhielten wir bereits
2003; in 2004 ist ein weiteres Wachstum aus unserer
Sicht relativ wahrscheinlich.

Mikrosystemtechnik (MEMS oder MOEMS, MST)

Die Mikrosystemtechnik unterscheidet sich von den
anderen Feldern durch eine deutlich héhere Diversi-
fizierung, sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei
den Herstellern dieser Produkte. Im Gegensatz zum

Mikrochip, der in der Regel in groBen Stiickzahlen ex-
trem kostengiinstig gefertigt wird, sind bei den Mikro-
systemen die Stlickzahlen deutlich geringer und die
Variantenvielfalt deutlich héher. Damit hangt die Mikro-
systemtechnik nicht an einzelnen Endmérkten, sondern
wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das
Investitionsklima generell beeinflusst.

Die derzeit starksten Impulse fiir die Mikrosystemtechnik
kommen nach wie vor von der Automobilindustrie und
den Computer-Peripheriegerdten wie Tintenstrahldrucker
oder Projektordisplays. Aber auch andere Endmarkte, wie
die Umweltsensorik, die Biotechnologien, die chemische
Industrie und die neuen Nanotechnologien bieten neue
Produktchancen fiir die Mikrosystemtechnik. 2003 ent-
wickelte sich dieser Bereich bereits positiv; wir erwarten
eine Fortsetzung dieses Trends auch in 2004.

Mit Bezug auf das im letzten Jahr dargestellte Ziel einer
Umsatzsteigerung und des Ausbaus unseres Marktan-
teils auf deutlich Uber 50% in diesem Bereich sind wir
Uberzeugt, hier unsere Ziele in naher Zukunft erreichen
zu kénnen.

Testsysteme (TS)

* Die Produktlinie der Testsysteme hangt fiir SUSS MicroTec

historisch weit weniger von den Halbleiterzyklen ab, da
hier keine Produktionsgeréte, sondern nur Gerate fiir An-
wendungen im analytischen Bereich der Entwicklung oder
der Fehleranalyse angeboten werden. Diese Anwen-
dungen werden sehr stark von dem allgemeinen Inves-
titionsklima der Halbleiterindustrie oder anderer Mérkte
der Hochtechnologie beeinflusst. Mit einer Verbesserung
der wirtschaftlichen Rahmendaten weltweit werden hier
wieder starkere Zuwéchse auch fir SUSS MicroTec erwartet.
Die positiven Aussichten fiir 2003 aus dem letzten Jahr
haben sich bei den Testsystemen bestatigt:

Auf der Basis der Technologie des im Jahre 2001
tibernommenen Unternehmens MFI wurden weitere
Verbesserungen entwickelt. Ab 2004 erwarten wir Um-
satzbeitrdge, die aufgrund der technologischen Allein-
stellungsmerkmale Uber die Folgejahre kontinuierlich
gesteigert werden sollen.

Der sogenannte Cryo-Prober, der das Testen von Schalt-
kreisen bei extrem niedrigen Temperaturen von unter
minus 250°C erlaubt, wird vom Markt sehr gut angenom-
men. Gleiches gilt flr die MEMS-Prober, die fir das Testen
von Sensoren eingesetzt werden. Dabei werden erstmals
die aktiven Sensorelemente in der jeweils relevanten



SUSS MicroTec AG
KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

KenngroBe angeregt. Die Auswertung der elektrischen
Reaktion des Sensors ermdglicht dann eine wesentlich
genauere Aussage als wenn wie bisher nur ein elektrisches
Vermessen des Sensors erfolgt. Mit diesen neuen
Verfahren werden beispielsweise Druckmembranen mit
einem DruckstoB beaufschlagt, Silizium-Mikrophone mit
einem definierten Schalldruck, usw.

Innerhalb der Regionen sehen wir langfristig etwa gleich
starke Regionen Nordamerika und Europa mit jeweils
ca. 30%, wéhrend Asien die stérkste Region darstellen
wird.

Wir sehen das langfristige Potenzial unserer Produkte, ins-
besondere beim Advanced Packaging, unveréndert posi-
tiv. Die gesamte Industrie befindet sich am Ende einer
rezessiven Phase, die auch unsere Geschéftsfelder nicht
unberihrt gelassen hat. Innerhalb dieser Geschéftsfelder
hat sich jedoch die Marktposition unserer Firma relativ zu
den direkten Wettbewerbern weiterhin verbessert, und wir
bleiben bei unserer Aussage vom Vorjahr: SUSS MicroTec
ist fir den kommenden Aufschwung bestens geriistet.

Risiken fiir die weitere Geschéaftsentwicklung

Aus der weltweiten Tétigkeit in der Hochtechnologie erge-
ben sich allgemeine und aktuelle Risiken fur das Unter-
nehmen. Der Vorstand hat zur Uberwachung von Risiken in
geeigneter Weise MaBnahmen getroffen, um Entwicklun-
gen, die den Fortbestand der SUSS MicroTec-Gruppe
geféhrden, rechtzeitig zu erkennen.

Allgemeine Risiken
Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die
schwierige Einschétzbarkeit der kurz- und mittelfristigen
Marktentwicklung gehért unveréndert zu den gréBten
Risiken des Unternehmens. Diesem Risiko begegnen wir
durch die angepassten Strukturen, die bei wieder zuneh-
mender Geschaftstatigkeit vor allem extern durch Out-
sourcing ausgeweitet werden sollen.

Zugang zu Fremdkapital

Wir erwarten zukunftig gednderte Rahmenbedingungen in
der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Ein-

fihrung von ,Basel II“. Die Minimierung der Abhangigkeit
insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital soll ein
potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir ent-
gegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit ent-
sprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des
Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedri-
gem Niveau zu halten.

Wéhrungseinfliisse

Ein grundsétzliches Risiko kénnte ein weiteres langfristi-
ges Erstarken des Euro gegenlber dem US-Dollar und
dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen
Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschdpfung nicht
mehr ergebnisoptimal wére. Kurzfristige Schwankungen
gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschéfte aus.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs
koénnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des
Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Techno-
logien schnellere, effizientere oder giinstigere Lésungen fir
das gleiche Problem bieten wiirden. Diesem Risiko begeg-
nen wir vor allem durch gezielte Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen und dem laufenden Abgleich der
Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Leitkunden.

Haftungsrisiken

Die Produkte von SUSS MicroTec werden durch ein
umfassendes Risiko- und Qualitdtsmanagement regelma-
Big analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des
Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unter-
nehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produkt-
qualitat kann sich das Haftungsrisiko fiir SUSS MicroTec
erhohen. SUSS MicroTec verfligt, neben anderen Versicher-
ungen, lUber eine Produkthaftpflichtversicherung fiir die
Gruppe, die das potentielle Risiko soweit méglich limitiert.

Abhéngigkeit von einzelnen Know-how-Trdgern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen
einzelner Mitarbeiter, vor allem im Bereich der Forschung
und Entwicklung, abhangig. Eine Nichtverfligbarkeit dieser
Mitarbeiter fur die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko
dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrol-
liert werden soll.



Aktuelle Risiken

Struktur und Organisation

Die notwendigen Anpassungen der Mitarbeiterzahlen und
die damit einhergehenden organisatorischen Verdnde-
rungen bergen ein Risiko geringerer Prozessqualitat in den
Abldufen. Dies kdnnte sich auch auf die Geschaftsent-
wicklung auswirken.

Vermdgens- und Ertragslage

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Kon-
zernbilanz kénnten bei anhaltend geringen Umsétzen sig-
nifikante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese
hatten wesentliche Auswirkungen auf die Holding Vermé-
gens- und Ertragslage der Muttergesellschaft und des
Konzerns, wiirden aber nicht liquiditdtswirksam werden.
Durch konzernweit giltige Bewertungsregelungen werden
bei den Lagerwerten durch entsprechende Wertberichti-
gungen latente Uberbewertungen vermieden.

Preisdruck und Wahrungsentwicklung

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverandert ein deutlich
erhohter Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass
auch bei sich erholenden Mérkten urspriingliche Zielver-
kaufspreise nicht mehr erzielt werden kénnen. Diesem
Risiko entgegnen wir mit einer stetigen Preispolitik, wo wir
bei unattraktiven Konditionen auch auf Auftrage verzich-
ten, um bei sich erholenden Mérkten den Kunden gegeni-
ber eine konsistente Preisgestaltung zu gewéhrleisten.
Weniger kontrollierbar ist die aktuell sehr rasche Ab-
schwéchung vor allem des US-Dollars, da Geschéfte in
diesem Wahrungsraum in der Regel mit unverédndertem
US-Dollarpreis getétigt werden. Hier haben wir bereits
aktiv reagiert und werden die anteilige Wertschdpfung in
den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhéhen. Jedoch
kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen, wie es
derzeit bei der Wahrungsentwicklung der Fall ist.

Finanzlage

Kurz- und mittelfristig ist die Liquiditédtslage insbesondere
durch die Begebung einer Wandelanleihe im abgelaufenen
Geschaftsjahr gesichert. Eine langfristig andauernde
schwache Entwicklung wiirde entsprechende MaBnahmen
zur Anpassung der Ausgaben bedingen.

Politische Rahmenbedingungen

Neben dem weiter bestehenden Konfliktpotenzial im
Nahen Osten kénnten im Wesentlichen die Spannungen
zwischen China und Taiwan erheblichen Einfluss auf den
Geschéftsverlauf 2004 nehmen. Hinzu kommen Risiken
bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Landern
bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken
von deutlich geringerem AusmaB sind.

Bestandsgeféhrdende Risiken liegen nicht vor.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 06.02.2004 wurde uns flir insgesamt 200.000 Aktien
die Wandlung angezeigt. Dadurch verringern sich die Finanz-

schulden um 2 Mio. Euro und es erfolgt eine entsprechen-
de Einstellung in die Kapitalriicklage (Eigenkapital).

Garching, 15. Mérz 2004
Der Vorstand

Y. ©Bolter

Dr. Franz Richter

il

Stephan Schulak



SUSS MicroTec AG

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2002- 01.01.2003-
TEUR Anhang Nr. 31.12.2002 31.12.2003
Umsatzerlose V.4 132.379 95.500
Frachtkosten und Provisionen -4.864 -2.885
Umsatzerldse netto 127.515 92.615
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlése erbrachten Leistungen -79.598 -56.168
Bruttoergebnis vom Umsatz 47.917 36.447
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten -48.006 -40.985
Forschungs- und Entwicklungskosten -12.537 -10.496
Abschreibung Goodwill 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Ertrage VA -401 859
Aufwendungen aus der Fremdwéahrungsumrechnung -3.319 -2.916
Operatives Ergebnis -16.346 -17.091
Zinsaufwendungen -1.309 -1.245
Zinsertrage 479 358
Anteil der Minderheitsaktiondre am Ergebnis 6 24
Ergebnis vor Steuern -17.170 -17.954
Steuern vom Einkommen und Ertrag V2 8.232 3.401
Jahresfehlbetrag -8.938 -14.553
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)* -16.340 -17.067
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)) -9.419 -10.996
Pro Aktie V.5
Unverwassertes Ergebnis pro Aktie in EUR -0,60 -0,97
Verwéssertes Ergebnis pro Aktie in EUR -0,60 -0,97
Jahresfehlbetrag -8.938 -14.553
Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern
Fremdwahrungsdifferenzen -3.192 -2.255
Mindestverbindlichkeit fir Pensionsriickstellung -42 -14
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren 0 47
Comprehensive Income -12.172 -16.775
*) ungepriift

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses




SUSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ
zum zum
TEUR Anhang Nr. 31.12.2002 31.12.2003
AKTIVA
Flussige Mittel 16.914 26.785
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 1.3 34.105 23.606
Sonstige kurzfristige Forderungen 1.4 9.249 6.603
Vorréte, netto 1.5 48.062 41.900
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten I11.6 958 1.094
Kurzfristige aktive latente Steuern V.2 3.405 2.091
Summe Umlaufvermdgen 112.693 102.079
Sachanlagen 1.7 16.592 11.935
Immaterielle Vermdgensgegenstande 1.8 9.679 7.305
Goodwill [11.8 28.009 28.009
Finanzanlagen 1.9 148 144
Langfristige aktive latente Steuern V.2 4.895 7.480
Sonstige langfristige Vermdgensgegenstande 1110 1.940 1.901
Summe Anlagevermdgen 61.263 56.774
Summe Aktiva 173.956 158.853
PASSIVA
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten V.1 3531 3.154
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten V.2 275 158
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.934 5.972
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten V.2 223 214
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten V.1 3.546 2.991
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten V.3 24.432 16.929
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 35.941 29.418
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten V.1 14.501 22.423
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten VI.2 613 473
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten V.2 3.580 3.581
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten V.4 735 517
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften 52 32
Summe langfristige Verbindlichkeiten 19.481 27.026
Gezeichnetes Kapital/ Genehmigte Anzahl von Aktien zu
EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2002 und 31.12.2003); davon
ausgegeben (in tsd.) 14.957 (31.12.2002 und 31.12.2003) IV.5 14.957 14.957
Kapitalriicklage 80.911 81.561
Gewinnriicklagen 433 433
Gewinnvortrag 25.637 11.084
Kumuliertes Other Comprehensive Income V.5 -3.404 -5.626
Summe Eigenkapital 118.534 102.409
Summe Passiva 173.956 158.853

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses




SUSS MicroTec AG
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses

01.01.2002- 01.01.2003-
TEUR 31.12.2002 31.12.2003
Mittelzufluss aus der laufenden Geschiftstatigkeit
Jahresfehlbetrag -8.938 -14.553
Wechselkursbedingte Verdnderung des kurzfristigen Nettovermdgens -1.505 134
Anpassung zur Uberleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelabfluss aus der Ifd. Geschaftstatigkeit
Zufiihrung zur Kapitalrlicklage flir Bezugsrechte 1.430 650
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhéhung 514 0
Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegensténde 2.200 1.965
Abschreibung auf den Goodwill 0 0
Verminderung Finanzanlagen durch Anderung im Konsolidierungskreis 106 0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermégen 4174 3.784
Abschreibungen auf Leasinggegenstande 547 322
Anderung der aktiven latenten Steuern -2.556 -1.271
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenstdnden -20 551
Verlust / Gewinn aus Beteiligungen -1 4
Anderung der Wertberichtigung auf Forderungen -167 333
Anderung der Wertberichtigung auf Vorrite 811 337
Verénderungen von Aktiva und Passiva
Anderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.866 10.166
Anderung der Vorréte 15.047 5.825
Anderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens 100 366
Anderung der sonstigen Aktiva -5.895 2.685
Anderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -3.543 2.038
Anderung der sonstigen Verbindlichkeiten und Riickstellungen -10.106 -7.503
Anderung der Pensionsverbindlichkeiten -243 -8
Anderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten -2.721 -238
Mittelzufluss aus der laufenden Geschiftstatigkeit 6.100 5.587
Mittelabfluss aus der Investitionstatigkeit
Auszahlungen fiir Investitionen in Sachanlagen -2.935 -1.010
Auszahlungen fir Investitionen in immaterielle Vermdgensgegenstande -139 -10
Auszahlungen fiir Unternehmenserwerb -3.356 0
Einzahlungen aus Abgéngen von Sachanlagen und Finanzanlagen 203 3
Mittelabfluss aus der Investitionstatigkeit -6.227 -1.017




01.01.2002- 01.01.2003-
TEUR 31.12.2002 31.12.2003
Mittelzufluss aus der Finanzierungstatigkeit
Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe 0 11.642
Kosten der Wandel- und Optionsanleihe 0 -502
Aufnahme von Bankdarlehen 5.677 0
Tilgung von Bankdarlehen -2.666 -4.275
Anderung von Kontokorrentverbindlichkeiten -25.991 -377
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing -844 -257
Einzahlungen aus Kapitalerhéhung 34.465 0
Einzahlungen aus Austibung von Bezugsrechten 317 0
Auszahlungen flir Aufwendungen der Kapitalerhdhung -1.376 0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstatigkeit 9.582 6.231
Zahlungswirksame Verédnderung des Finanzmittelbestandes 9.455 10.801
Wechselkursbedingte Veranderung des Finanzmittelbestandes -239 -930
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang 7.698 16.914
Finanzmittelbestand zum Jahresende 16.914 26.785
Zusétzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung
Zinszahlungen wahrend der Periode 1.103 773
Einkommensteuererstattungen / -zahlungen wéhrend der Periode incl. Vorauszahlungen 3.304 5.273
Zusitzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstatigkeiten
Zugang zum Finanzierungsleasing 710 0




SUSS MicroTec AG
ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMOGENS (ANLAGENGITTER)

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

Wahrungs- Zugang aus  Umbuchungen/
TEUR 01.01.2003 differenz Investitionen _Umgliederungen Abgang 31.12.2003
I. Immaterielle Vermdgensgegenstinde
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und &hnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.339 -524 10 0 233 14.592
2. Geschafts- oder Firmenwert 40.581 0 0 0 0 40.581
55.920 -524 10 0 233 55.173
II. Sachanlagen
1. Gebéaude, Grundstiicke 7.900 -336 81 0 101 7.544
2. Technische Anlagen und Maschinen 10.525 -1.534 603 0 57 9.537
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 13.881 -598 303 -32 771 12.783
4. Fahrzeuge 639 -36 23 0 49 577
5. Anlagen im Bau 95 0 0 0 95 0
6. Aktivierte Leasinggegenstande
Gebaude, Grundstiicke, Einbauten 600 0 0 0 0 600
Technische Anlagen und Maschinen 933 -53 0 0 0 880
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 1.297 135 0 32 0 1.464
35.870 -2.422 1.010 0 1.073 33.385
lll. Finanzanlagen
1. Equity-konsolidierte Beteiligungen 2.187 0 0 0 4%) 2.183
2. Ubrige Beteiligungen 202 0 0 0 0 202
2.389 0 0 0 4 2.385
94.179 -2.946 1.020 0 1.310 90.943

*) Bewertung aus Equity Bilanzierung

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



Abschreibungen Restbuchwerte
Wahrungs- Umbuchungen/

AfA 01.01.2003 differenz Zugang Umgliederungen Abgang 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003
5.660 -177 1.965 0 161 7.287 9.679 7.305
12.572 0 0 0 12.572 28.009 28.009
18.232 -177 1.965 0 161 19.859 37.688 35.314
2.874 -166 709 26 3.391 5.026 4.153
5.284 -715 1.431 0 37 5.963 5.241 3.574
8.741 -362 1.608 =8 493 9.475 5.140 3.308
568 -31 36 35 538 7 39
0 0 0 0 0 0 95 0
190 0 56 0 246 410 354
559 -38 127 0 0 648 374 232
1.062 -31 139 19 0 1.189 235 275
19.278 -1.343 4.106 0 591 21.450 16.592 11.935
2.073 0 0 0 0 2.073 114 110
168 0 0 0 0 168 34 34
2.241 0 0 0 0 2.241 148 144
39.751 -1.520 6.071 0 752 43.550 54.428 47.393



SUSS MicroTec AG
KONZERNEIGENKAPITAL-VERANDERUNGSRECHNUNG

Anzahl Kumuliertes
der Aktien Other
intausend  Gezeichnetes Kapital-  Gewinn- ~ Gewinn- Comprehensive
TEUR Stiick Kapital _ riicklage __riicklage vortrag Income Total
Stand 01.01.2002 13.802 13.802 46.716 433 34.575 -170  95.356
Einzahlung aufgrund Kapitalerhdhung 1.130 1.130 33:335: 34.465
Kosten der Kapitalerhéhung nach Steuereffekt -862 -862
Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten 1.430 1.430
Einzahlung aufgrund Austibung von Bezugsrechten 25 25 292 317
Jahresfehlbetrag -8.938 -8.938
Fremdwahrungsanpassung -3.192 -3.192
Mindestverbindlichkeit fiir Pensionsrtickstellung, -42 -42
nach Steuereffekt
Stand 31.12.2002 14.957 14.957 80.911 433 25.637 -3.404 118.534
Stand 01.01.2003 14.957 14.957 80.911 433 25.637 -3.404 118.534
Zufiihrung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten 650 650
Jahresfehlbetrag -14.553 -14.553
Fremdwahrungsanpasung -2.255 -2.255
Mindestverbindlichkeit fir Pensionsriickstellung, -14 -14
nach Steuereffekt
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren 47 47
Stand 31.12.2003 14.957 14.957 81.561 433 11.084 -5.626 102.409

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



SUSS MicroTec AG
AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE

Aktien zum Optionen zum Aktien zum Optionen zum
30.09.03 30.09.03 31.12.03 31.12.03
VORSTAND
Dr. Franz Richter (Vors.) 400.000 105.000 400.000 105.000
Stephan Schulak 0 40.286 0 40.286
AUFSICHTSRAT
Dr. Winfried Suss (Vors.) 1.039.780 0 1.025.000 0
Thomas Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.) 6.909 0 6.909 0
Horst Gortz 3.894 0 3.894 0
Prof. Dr. Anton Heuberger 0 0 0 0
Dr. Christoph Schticking 500 0 500 0
Dr. Thomas Sesselmann 0 0 0 0
UNTERNEHMENSKALENDER
2004
04.05. Quartalsbericht 2004
16.06. Hauptversammlung SUSS MicroTec AG, Miinchen
03.08. Halbjahresbericht 2004

09.11.

Neunmonatsbericht 2004




SUSS MicroTec AG

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FUR DAS GESCHAFTSJAHR
ZUM 31. DEZEMBER 2003

. Beschreibung der Geschiftstitigkeit

Die SUSS MicroTec AG (das "Unternehmen" oder die “Gesellschaft®) ist durch Umwandlung der Karl SUSS Verwaltungs GmbH entstan-
den. Das Unternehmen ist ein international tatiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der
Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen, Deutschland,
Waterbury und Palo Alto, USA, und Saint Jeoire, Frankreich. Der Standort ABlar, Deutschland, wird im Wesentlichen als verlangerte
Werkbank (vor allem Auslagerung von Montageleistungen) benutzt. Vertrieben werden die Produkte sowohl iiber die Produktionsstandorte
selbst als auch zusétzlich Uber selbstdndige Vertriebsgesellschaften in GroBbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China. In den
L&ndern, in denen die Gesellschaft nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb liber Handelsvertretungen abgewickelt.

Il. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsitze
.1 Grundlage der Darstellung

Die Gesellschaft ist seit dem 18. Mai 1999 am geregelten Markt in Frankfurt notiert und ist eines der 30 Tec-DAX-Unternehmen an der
Frankfurter Wertpapierbdrse.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften der US-amerikanischen Rechnungslegung (US-GAAP) aufgestellt. Die
Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuch muss die Gesellschaft
einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss
nach deutschem Recht nicht aufgestellt werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungs-
vorschriften wie US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsméglichkeit des
§ 292a HGB in Anspruch. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 290 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

Alle Angaben erfolgen in tausend EURO, sofern nichts anderes vermerkt ist.
I.2 Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und US-GAAP

Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen US-GAAP und den deutschen Grundsétzen ordnungs-
méBiger Buchfiihrung, die fir die Gesellschaft von besonderer Relevanz sind:

Sachanlagen

Bewegliche Sachanlagen werden im Konzernabschluss nach US-GAAP linear abgeschrieben, wéhrend nach deutschen Grundsétzen in
Anwendung steuerlicher Vorschriften Abschreibungen auch degressiv vorgenommen werden.

Nach US-GAAP werden gemietete Grundstiicke, Gebdude und betriebliche Anlagen aktiviert, wenn bestimmte Kriterien erflillt sind.
Abschreibungen werden Uber die Nutzungsdauer der Wirtschaftsglter oder Uber die Laufzeit des Leasingvertrages vorgenommen, je
nachdem welche kirzer ist. Die sich aus zukiinftigen Leasingzahlungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen werden als Verbindlich-
keiten erfasst. Nach deutschen Grundsétzen ist die buchhalterische Behandlung der Anlagengegensténde entsprechend, allerdings sind
die zu erfiillenden Kriterien abweichend.

Goodwill
Nach US-GAAP wird Goodwill seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr planmé&Big abgeschrieben, sondern mindestens jahrlich auf

Werthaltigkeit Uberprift. Nach deutschem Recht wird Goodwill weiterhin planméBig tber die geschétzte Nutzungsdauer von maximal 15
Jahren abgeschrieben. Eine Uberpriifung der Werthaltigkeit erfolgt nur wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen.



Latente Steuern

Nach deutschen Grundsétzen werden aktive latente Steuerabgrenzungsposten, die von einem steuerlichen Verlustvortrag herriihren, nicht
angesetzt. Allein aus den Bewertungsunterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften sich ergebende aktive
latente Steuerabgrenzungsposten diirfen angesetzt werden. Fir die passive latente Steuerabgrenzung ist eine Rickstellung zu bilden.

Nach US-GAAP besteht eine Aktivierungspflicht fur aktive latente Steuern, unabhangig ihres Ursprungs, und eine Passivierungspflicht fur
passive latente Steuern. Hinsichtlich des Bilanzausweises als kurz- und langfristig folgen diese Abgrenzungsposten der Klassifizierung
derjenigen Posten, die zu den Bewertungsunterschieden Anlass gaben. Aktive latente Steuerabgrenzungsposten werden daraufhin unter-
sucht, ob die Realisierung dieser Posten wahrscheinlich ist und, falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

Sonstige Riickstellungen

Nach US-GAAP sind Riickstellungen fir ungewisse Verbindlichkeiten nur zu bilden, wenn mit dem Eintritt der Verpflichtung mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist und der Verpflichtungsbetrag hinreichend sicher geschatzt werden kann. Nach deutschen Grundsétzen
sind Riickstellungen auch dann zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme gerechnet wird, d.h. diese hinlénglich wahrscheinlich ist.

Pensionsriickstellungen

Nach US-GAAP werden die entstandenen Rentenverpflichtungen nach dem Ansammlungsverfahren der "Projected Unit Credit" Methode
berechnet. Dabei wird der rlickstellungspflichtige Barwert der Pensionsverpflichtung von Jahr zu Jahr um den Barwert des von den
Arbeitnehmern hinzuverdienten Anspruchs erhdht. Berechnungsgrundlage fiir diese jahrlichen Pensionskosten ist der Barwert der erdien-
ten Pensionsanwartschaft unter Beriicksichtigung zukinftiger Lohn- und Gehaltsanpassungen. Der Abzinsungssatz basiert auf dem lang-
fristigen Zinssatz.

Nach deutschen Grundsétzen werden Riickstellungen fiir Pensionsverbindlichkeiten der Mitarbeiter, die am Abschlussstichtag existieren,
geméB dem steuerlichen Teilwertverfahren ermittelt. Angleichungen flir zukinftige Lohn- und Gehaltssteigerungen bleiben unberlicksich-
tigt. Die Verbindlichkeiten werden vollstdndig als Leistungspflicht gemé&B versicherungsmathematischer Bewertung im Hinblick auf
Rentenalter, Lebenserwartung und anderer Faktoren unter Verwendung eines festen Jahreszinssatzes von Ublicherweise 6% angesetzt.

Wandel- und Optionsanleihe

Nach US-GAAP ist der bei der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung vereinnahmte Betrag in voller Hohe als Verbindlichkeit zu passivie-
ren. Eine Aufteilung in einen Fremdkapitalteil einerseits und einen den Wert des Wandlungsrechtes darstellenden Eigenkapitalteil andererseits
ist nicht vorgesehen. Die Aufteilung kann nach HGB vorgenommen werden. Entsprechend wird der zugeflossene Betrag fir das
Wandlungsrecht als Aufgeld in die Kapitalrlicklage eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem zu passivierenden Riickzahlungsbetrag
der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht hat Zinscharakter und kann als Disagio aktiviert werden.

Durch die atypische Ausgestaltung der Optionsanleihe, wonach im Ergebnis das Glaubigerrecht bei Optionsaustibung untergeht, entfallt
die grundsétzlich nach US-GAAP vorgesehene Trennung in Eigen- und Fremdkapital. Folglich erfolgt wie bei der Wandelanleihe eine
Passivierung des zugeflossenen Betrages als Verbindlichkeit.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Wandel- und Optionsanleihe sind nach US-GAAP nicht bei ihrer Entstehung als Aufwand zu erfas-
sen, sondern von der passivierten Verbindlichkeit abzugrenzen.

Fremdwéahrungsumrechnung
Nach US-GAAP werden Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwéhrung zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet. Unrealisierte

Gewinne und Verluste werden erfolgswirksam behandelt. Nach deutschen Grundsétzen gilt fir Fremdwahrungsforderungen das
Niederstwertprinzip und fir Fremdwé&hrungsverbindlichkeiten das Héchstwertprinzip. Daraus folgt, dass nur unrealisierte Verluste
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erfolgswirksam antizipiert werden, wéhrend unrealisierte Gewinne aus Wechselkursentwicklungen zum Bilanzstichtag unbertcksichtigt
bleiben.

1.3 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach US-GAAP
Derivative Finanzinstrumente

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt geméaB Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) NO. 133 ,Accounting
for Derivative Instruments and Hedging Activities” ergénzt durch SFAS NO. 137 ,Accounting for Derivative Instruments and Hedging Acitivities
— Deferral of the Effective Date of FASB Statement NO. 133 an amendment of FASB Statement No.133”, SFAS NO. 138 “Accounting for
Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities” und SFAS NO. 149 “Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments
and Hedging Activities”. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen Verm&gensgegensténden
bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Marktwertdnderungen werden grundsétzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet
Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschéfte handelt.

Fliissige Mittel
Die fliissigen Mittel beinhalten sowohl Bankguthaben als auch kurzfristige Kapitalanlagen mit einer urspriinglichen Laufzeit von weniger als drei Monaten.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifel-
haften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen.

Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen
Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterldsen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen
gegenilber einzelnen Kunden.

Wertpapiere

Wertpapiere und Beteiligungen werden mit Marktpreisen bewertet, sofern diese verfligbar sind. Unrealisierte Gewinne und Verluste
von Wertpapieren, die nach SFAS NO. 115 als zum ,Verkauf bestimmt* klassifiziert werden (,available for sale“), werden unter
Berticksichtigung von Steuern im ubrigen Comprehensive Income ausgewiesen. Die sonstigen Wertpapiere werden mit ihren
Anschaffungskosten bewertet. Auf alle Wertpapiere oder Beteiligungen werden bei nicht voriibergehenden Wertminderungen
Abschreibungen vorgenommen.

Vorréte

Vorrate werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet. Herstellungskosten beinhalten
direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fir alle Vorrate mit Ausnahme von
halbfertigen und fertigen Erzeugnissen wird die FIFO-Methode (first-in, first-out) fir die Bewertung verwendet. Die Herstellungskosten
beinhalten auch Service-Umsétzen direkt zuordenbare Kosten.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer oder geminderten Verwendbarkeit ergeben, sind durch angemessene Wertabschlége berticksichtigt.
Sachanlagen

Das Sachanlagevermdgen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach MaBgabe der voraussichtlichen

Nutzungsdauer um planmaBige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer fiir die wesentlichen Anlagekategorien ist
nachstehend wiedergegeben:



Gebaude, AuBenanlagen und Mietereinbauten 10 -40 Jahre

Software 3 -5 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen 4 -5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 3 -5 Jahre
Fahrzeuge 5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Wesentliche Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen
werden, soweit sie den Wert des Anlagegegenstandes erhéhen bzw. dessen Nutzungsdauer wesentlich verlngern, aktiviert. Bei
Anlagenabgéngen werden die zugehdrigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die
Differenz zum Verkaufserlds als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Fremdkapitalzinsen, die fiir einen Vermégensgegenstand wéhrend seiner Bauzeit anfallen, werden aktiviert und beginnend mit der
Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme (iber die voraussichtliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermdgensgegenstandes abgeschrieben.

Bei gemieteten Anlagegegenstédnden wird zwischen Finanzierungsleasing und Operating Lease unterschieden. Finanzierungsleasing-
gegensténde werden unter Ansatz des Barwertes aller kiinftigen Mindestleasingzahlungen aktiviert bei gleichzeitiger Passivierung der
Leasingschuld. Die aktivierten Gegensténde werden Uber ihre maBgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird
geméB den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim Operating Lease erfolgt keine Aktivierung, son-
dern eine Erfassung der Leasingzahlungen im Aufwand.

Goodwill

Goodwill und immaterielle Vermdgensgegenstédnde mit unbestimmter Nutzungsdauer werden gemé&B SFAS NO. 142 "Goodwill and
Other Intangible Assets" seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Goodwill wird jéhrlich bzw. bei Eintritt besonderer
Ereignisse, die zu einer Verringerung des Marktwertes der jeweiligen Berichtseinheit (Reporting Unit) fihren kénnen, auch unterjahrig,
einer Werthaltigkeitspriifung (Impairment Test) unterzogen. Als Reporting Units identifizierte das Unternehmen im Wesentlichen die
einzelnen Konzerngesellschaften.

Die Werthaltigkeitspriifung des Goodwill umfasst zwei Schritte: In einem ersten Schritt wird der Marktwert einer Reporting Unit mit dem
Buchwert einschlieBlich Goodwill verglichen. Falls der Buchwert den Marktwert einer Reporting Unit Ubersteigt, gilt dieses als Anzeichen
fur einen méglichen Wertberichtigungsbedarf des Goodwill, und es ist ein zweiter Schritt erforderlich. In diesem zweiten Schritt wird der
implizite Marktwert des Goodwill einer Reporting Unit mit dem Buchwert dieses Goodwill verglichen. Der implizite Marktwert des Goodwill
entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert der Reporting Unit und den auf sémtliche Vermdgensgegensténde und
Schulden der Reporting Unit zugeordneten Marktwerten, ahnlich der Vorgehensweise im Rahmen einer Unternehmensakquisition gemaB
SFAS NO. 141. Unterschreitet der implizite Marktwert den Buchwert dieses Goodwill, so ist in Hohe des Unterschiedsbetrages eine
auBerplanmaBige Abschreibung vorzunehmen.

Im Rahmen der Anwendung von SFAS NO. 142 flihrte das Unternehmen den Goodwill-Impairment Test durch, der zu keiner
Wertberichtigung des Goodwill fiihrte.

Immaterielle Vermdgensgegenstande

Immaterielle Vermégensgegenstande mit unbestimmter Nutzungsdauer werden seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Diese
Vermégensgegensténde werden jéhrlich - bzw. im Falle von Ereignissen, die auf eine Wertminderung hindeuten kénnen - auch unterjéhrig
auf ihre Werthaltigkeit Uberprift. Der Impairment Test fir immaterielle Vermdgensgegensténde mit unbestimmbarer Nutzungsdauer
basiert auf einem Vergleich des Marktwertes mit dem Buchwert des immateriellen Vermégensgegenstands. Sollte der Buchwert den
Marktwert Ubersteigen, wird eine entsprechende auBerplanmé&Bige Abschreibung gebucht.

Immaterielle Vermdgensgegensténde mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmaBig linear
Uber ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre betrégt, abgeschrieben.
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AuBerplanmiBige Abschreibungen auf langfristige Vermdégensgegenstinde

Entsprechend den Vorschriften des SFAS NO. 144 , Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets” liberprift der Konzern
langfristiges Sachanlagevermégen und immaterielle Vermdgensgegensténde mit bestimmbarer Nutzungsdauer auf Werthaltigkeit, sobald
Ereignisse oder verdnderte Umsténde darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermdgensgegenstandes oder einer Gruppe von
Vermdgensgegenstinden den beizulegenden Wert liberschreiten kénnte. Die Werthaltigkeit des langfristig genutzten Vermégens wird durch
Vergleich des Buchwertes mit den zukiinftig aufgrund dessen Nutzung erwarteten Netto-Cash Flows beurteilt. Ist ein Vermdgensgegen-
stand oder eine Gruppe von Vermdgensgegensténden nicht mehr werthaltig, so wird die vorzunehmende Abschreibung als Unterschied
zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Marktwert bestimmt. Sachanlagen, die gem&B den Voraussetzungen als zum Verkauf
bestimmt gelten, werden zum niedrigeren Wert aus Buchwert und Marktwert abzliglich VerduBerungskosten bewertet.

Pensionsverpflichtungen

Die Pensionsverpflichtungen werden bilanziert gemaB SFAS NO. 87, ,,Employers Accounting for Pensions". Die Verpflichtungen, die sich
aus den Planen der deutschen Gruppengesellschaften ergeben, werden mittels der "Projected Unit Credit" Methode berechnet.
Zukinftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhdhungen der Leistungen werden berticksichtigt.

Other Comprehensive Income

US-GAAP erfordern die Darstellung von Other Comprehensive Income innerhalb des Konzernabschlusses. Other Comprehensive Income
wird dabei folgendermaBen definiert:

Alle Verénderungen des Eigenkapitals innerhalb des Geschéftsjahres, die nicht durch Anteilseigner verursacht sind und gewéhnlich nach
US-GAAP nicht in den Konzernabschluss eingehen. Solche Vorgénge betreffen Fremdwahrungsanpassungen, bestimmte unrealisierte
Gewinne/Verluste aus Wertpapieren und den Uber die ansetzbaren immateriellen Vermdgensgegensténde hinausgehenden Teil der
Mindestverpflichtung aus Pensionsverpflichtungen.

Aktienoptionspléne

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus Aktienoptionsplanen nach SFAS NO. 123, “Accounting for Stock-Based
Compensation”, unter Anwendung der Fair-Value-Methode.

Ergebnis pro Aktie (EPS-Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach SFAS NO. 128, “Earnings per Share”.

Das unverwasserte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem der Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag durch den gewichteten
Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird. Die im Jahr 2001 und 2002 ausgegebenen Aktien wurden ab dem Zeitpunkt des

Unternehmenserwerbes bzw. der Ausgabe einbezogen.

Das verwésserte Ergebnis pro Aktie wurde ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der aus-
gegebenen Aktien zuzlglich der zu einer Verwasserung filhrenden Aktienaquivalente dividiert wurde.

Umsatzrealisierung
Das Unternehmen wendet EITF 00-21 “Revenue Arrangements with Multiple Deliverables” fir Verkaufsvertrége an, die nach dem 30. Juni
2003 abgeschlossen wurden und mehrere Komponenten beinhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt wird flir Mehrkomponentenvertrdge und flir

alle anderen Vertrége Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 101, "Revenue Recognition in Financial Statements", angewendet.

Umsétze aus Produktverkdufen werden mit Eigentumsiibergang an den Kunden realisiert, wenn das Entgelt vertraglich festgesetzt oder



bestimmbar und die Erflllung der damit verbundenen Forderungen wahrscheinlich ist. Umsétze werden erst nach erfolgter Abnahme
durch den Kunden realisiert. Soweit die noch zu erbringenden Leistungen nach der Lieferung wesentlich im Sinne des Auftrages sind,
erfolgt eine Realisierung erst nach vollstdndig erbrachter Leistung.

Umsétze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Servicevertragen, zeitanteilig realisiert.
Garantieverpflichtungen

Nach FIN 45 ,Guarantors Accounting and Disclosure Requirements flir Guarantees, Including Indirect Guarantees of Indebtness of
Others" muss der Garantiegeber Verpflichtungen aus bestimmten eingegangenen Garantien zum Marktwert bilanzieren.

Frachten und Provisionen

Ausgangsfrachten und Provisionszahlungen an Dritte werden, soweit sie mit dem Verkauf und Vertrieb der Produkte verbunden sind, als
Umsatzschmélerung ausgewiesen. Eingangsfrachten flir erworbene Produkte im Herstellungsprozess werden den Herstellkosten zuge-
ordnet. Provisionszahlungen an Mitarbeiter des Konzerns werden in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten ausgewiesen.

Aufwendungen fiir Werbung, Forschung & Entwicklung
Aufwendungen fiir Werbung, Forschung & Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.
Sonstige Aufwendungen und Ertrige

Die sonstigen Aufwendungen und Ertrége werden dem operativen Ergebnis zugeordnet. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Ertrége
aus der Fremdw&hrungsumrechnung.

Steuern

Das Unternehmen wendet SFAS NO. 109 "Accounting for Income Taxes" an. Nach der , Liability-Method“ werden dabei fir kiinftige Steu-
erzahlungen, die sich aus den Unterschieden von Vermdgensgegensténden und Schulden zwischen US-GAAP und lokalen steuerlichen
Vorschriften ergeben, aktive latente Steuerabgrenzungsposten sowie Riickstellungen fir latente Steuern gebildet. Dabei werden die
jeweils gliltigen bzw. erwarteten Steuersétze (aktuelle Rechtslage) angewendet, die zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Unterschiede
gelten.

Verlustvortrédge werden ebenfalls aktiviert und auf ihre zukiinftige Realisierbarkeit untersucht. Falls erforderlich, wird eine angemessene
Abwertung vorgenommen.

Der jeweils verwendete Durchschnittssteuersatz wird in der Uberleitungsrechnung dargestellt. Hierzu verweisen wir auf V.2. Nur fiir 2003
erhdhte sich der Kdrperschaftsteuersatz aufgrund des Flutopfersolidaritétsgesetzes von 25% auf 26,5%. Die Effekte wurden bei der
Berechnung der latenten Steuern in 2002 berlcksichtigt.

Die Verlustbehandlung im deutschen Steuerrecht wurde durch das am 22. Dezember 2003 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der
Protokollerklarung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergiinstigungsabbaugesetz (sog. Korb II-Gesetz) geén-
dert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 sind grundsatzlich kiinftige Verlustvortrége bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR voll und dariiber zu
60% verrechenbar.

Diese Regelung gilt entsprechend fiir gewerbesteuerliche Verlustvortrdge. AuBerdem wurde durch das Korb Il-Gesetz ein pauschales
Betriebsausgabenabzugsverbot fiur Gewinne aus der VerduBerung von Anteilen an in- und ausléndischen Kapitalgesellschaften sowie fur
Inlandsdividenden eingeflihrt. 5% dieser VerauBerungsgewinne unterliegen als nicht abziehbare Betriebsausgabe der Kérperschaftsteuer
und Gewerbesteuer.
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Bilanzierung von Zuschiissen

Bei der Bilanzierung von Zuschiissen wird zwischen Investitionszuschiissen und Zuschiissen fiir Forschungs- und Entwicklungskosten bzw.
anderen Aufwandszuschtissen unterschieden. Investitionszuschiisse werden bei Zahlungseingang direkt von den Anschaffungskosten der erwor-
benen Anlagegiiter abgezogen. Die anderen Zuschiisse werden bei Zahlungseingang erfolgswirksam unter den sonstigen Ertrdgen ausgewiesen.

Verwendung von Schatzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen verlangt Einschétzungen und
Annahmen der Geschaftsflihrung, die die im Konzernabschluss aufgefiihrten Betrége beeinflussen. Die tatsdchlichen Werte kénnen von
den geschétzten Betrdgen abweichen.

1.4 Konsolidierung

In den Konzernabschluss werden die Abschliisse der SUSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem
Control-Prinzip unabhéngig von der Beteiligungshéhe die Beherrschungsmdglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der
Stimmrechte wird grundsétzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50%), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss
auf die Geschafts- und Finanzpolitik ausiiben kann, werden nach der Equity-Methode bewertet.

Andere Beteiligungen und Unternehmen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeulbt werden kann bzw. die fiir die Darstellung der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzliglich erforderlicher Wert-
minderungen angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Ertrdge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Unternehmenszusammenschliisse

Seit dem 1. Juli 2001 wendet das Unternehmen das Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 141 "Business
Combinations" an. Danach werden samtliche Unternehmenszusammenschliisse nach der Erwerbsmethode (Purchase Method) bilan-
ziert, d.h. die erworbenen Vermdgensgegensténde und ibernommenen Schulden werden zu Marktwerten (fair values) angesetzt. Ein
nach anteiliger Aufdeckung stiller Reserven und Lasten verbleibender positiver Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und neu
bewerteten Vermdgensgegenstanden und Schulden wird in der Bilanz als Firmenwert (Goodwill) aktiviert. Ist der Zeitwert des Uber-
nommenen Reinvermdgens héher als die Anschaffungskosten, ergibt sich ein negativer Goodwill nur insoweit, als dieser nach
Abstockung der Wertansétze bestimmter langfristiger Verm&genswerte verbleibt. Dieser Badwill wird im Erwerbsjahr als auBerordent-
licher Ertrag erfasst. Beim Erwerb von Gesellschaften, die nach der Equity-Methode bewertet werden, werden die oben genannten
Grundsétze analog angewendet.

Transaktionen in Fremdwé&hrungen

Einkdufe und Verk&ufe in Fremdw&hrungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Tageskurs umgerechnet.
Fremdwéhrungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam als Aufwand oder Ertrag im Fremdwahrungsergebnis gebucht.

Umrechnung von Jahresabschliissen in fremder Wahrung
Die funktionale W&hrung des Konzerns ist der EURO. Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Wahrung die jeweilige

lokale Wahrung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag
umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.



2003 2003 2002 2002
Bilanz G&V Bilanz G&V
1 EUR vs 1 USD 1,26 1,13 1,04 0,95
1 EUR vs 100 JPY 134,85 131,17 124,20 118,10
1 EUR vs 1 GBP 0,71 0,69 0,62 0,63
1 EUR vs 1 CHF 1,56 1,52 1,45 1,47

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (OCI — Other Comprehensive Income)

ausgewiesen.

1.5 Angaben zum Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 sind folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SUSS MicroTec AG
(Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahrestiberschuss der einzelnen Gesellschaften gemé&B lokalem Recht
und in lokaler W&hrung; (*) = untestiert):

Gesellschaft

gezeichnetes Kapital Beteiligung

Eigenkapital Jahresergebnis  Konsolidierung

SUSS MICROTEC AG, Garching 14.956.884,00 EUR Holding 92.869.591,86 EUR  -8.961.679,22 EUR

SUSS MICROTEC LITHOGRAPHY GMBH, Garching 2.000.100,00 EUR 100%  18.441.095,01 EUR  -5.958.259,64 EUR voll
SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH, Sacka 511.291,88 EUR 100%  8.024.520,31 EUR 34.035,80 EUR voll
SUSS MICROTEC LAB. EQUIPMENT GMBH, Singen () 26.000,00 EUR 100% 63.064,13EUR  2.142.557,52 EUR voll
SUSS MICROTEC LTD., Wokingham Berkshire (%) £10.000,00 100% £1.465.495,00 £53.644,00 voll
SUSS MICROTEC KK, Yokohama 30.000,00 TJPY 100% 311.155,00 TUPY  -140.203,00 TJPY voll
SUSS MICROTEC S.A.S., St. Jeoire 1.275.000,00 EUR 100%  1.809.655,55 EUR -760.228,83 EUR voll
SUSS MICROOPTICS S.A., Neuchatel (%) 500.000,00 CHF 85% 263.956,74 CHF -236.043,26 CHF voll
SUSS MICROTEC INC., Waterbury $105.000,00 100% $13.819.328,00 -$5.087.218,00 voll
SUSS MICROTEC (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu () 5.000.000,00 NTD 100%  8.927.978,00NTD  3.927.978,00 NTD voll
SUSS MICROTEC Company Ltd., Shanghai (*) 1.655.320,00 CNY 100%  1.980.669,90 CNY 325.349,90 CNY voll
IMAGE TECHNOLOGY INC., Palo Alto (*) $24.287,00 100% $5.877,00 -$920.924,00 voll
MFI TECHNOLOGIES Group (*) $2.737.476,00 100% -$3.795.200,00 -$356.056,00 voll
HUGLE LITHOGRAPHY INC., Sunnyvale () $1.190.442,00 53,1% n/a n/a at equity
SUSS MICROTEC COMP. LTD, Bangkok (*) 4.000,00 TTHB 49% 10.697,00 TTHB 470,00 TTHB at equity
KARL SUSS GESCHAFTSFUHRUNGS-GMBH, Garching () 50.000,00 EUR 100% 40.940,42 EUR -180,94 EUR at cost
Zentrum fiir Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz () 51.129,19 EUR 10% n/a n/a at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*) n/a 10% n/a n/a keine

Neu im Konsolidierungskreis sind die Vertriebsgesellschaften in China und Taiwan. Beide Gesellschaften wurden im Geschéftsjahr im

Wege von Bargriindungen errichtet. An beiden Gesellschaften hélt die SUSS MicroTec AG 100% der Anteile.

1.6 Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat im Geschéftsjahr 2003 keinerlei Akquisitionen vorgenommen. Im Vorjahr fand der im folgenden beschriebene

Unternehmenserwerb statt:

Betrieb der BLE GmbH, Singen

Mit Kaufvertrag vom 16.01.2002 erwarb die Karl Stiss GmbH den Geschéftsbetrieb der in Insolvenz befindlichen BLE GmbH, Singen. Die
Anschaffungskosten betrugen 3.356 TEUR. Mit der folgenden Aufnahme operativer Geschéftstétigkeit wurde die Karl Stiss GmbH nebst
Sitzverlegung in SUSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH, Singen, umbenannt. Die ehemalige Karl Stiss GmbH wird daher seit dem
01. Januar 2002 voll konsolidiert.



I SUSS MicroTec AG

ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FUR DAS GESCHAFTSJAHR
ZUM 31. DEZEMBER 2003

Aufteilung der erworbenen Vermégensgegenstande:

Durch den Kauf des Betriebs erwarb das Unternehmen alle Rechte an Produkten der Linie Spin Coater. Diese stellen eine strategische
Ergédnzung des Produktportfolios dar und ersetzen teilweise die eigenen manuellen Spin Coater, da die erworbenen Produkte ein besseres
Marktpotenzial aufweisen.

Wert TEUR

Immaterielle Vermdgensgegensténde 250
Sachanlagen 246
Vorrate 2.860
Gesamt 3.356

I.7 Neue Rechnungslegungsvorschriften
FIN 46

Im Januar 2003 hat der FASB die Interpretation (FIN) 46 ,,Consolidation of Variable Interest Entities“ veréffentlicht. Mit dieser Interpretation wird
die Frage geklért, wann eine Gesellschaft in Form der Zweckgesellschaft (Variable Interest Entity - VIE) zu betrachten ist und wann die
Vermdgensgegenstande, Verbindlichkeiten, Minderheitsbeteiligungen und Betriebsergebnisse einer VIE im Konzernabschluss eines
Unternehmens auszuweisen sind. Die Interpretation verlangt, dass existierende, nicht konsolidierte Objektgesellschaften vom Meistbe-
glinstigten konsolidiert werden, wenn die Risiken nicht wirklich auf die Beteiligten verteilt sind. Die Interpretation findet sofort Anwendung auf
alle Objektgesellschaften, die nach dem 31. Januar 2003 gegriindet wurden oder an denen ein Unternehmen nach diesem Datum Anteile erwor-
ben hat. FIN 46 ist auf alle Zweckgesellschaften anzuwenden fiir Berichtsperioden, die nach dem 15. Juni 2003 beginnen. Am 24. Dezember
2003 wurde FIN 46 ,Revised” veroffentlicht. Das Unternehmen plant die Interpretation im 1. Quartal 2004 anzuwenden. Die Gesellschaft erwar-
tet aus der Anwendung der Interpretation keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

SFAS 150 - Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of Liabilities or Equity or both

Im Mai 2003 hat das FASB das Statement SFAS NO. 150, Bilanzierung bestimmter Finanzinstrumente mit sowohl Verbindlichkeits- als auch
Eigenkapital-Charakter, verdffentlicht. Das Statement regelt, wie Emittenten bestimmte Finanzinstrumente mit Verbindlichkeits- als auch
Eigenkapital-Charakter zu klassifizieren und bewerten haben. Es verlangt, dass ein Emittent Finanzinstrumente, die bislang haufig als
Eigenkapital klassifiziert worden sind, als Verbindlichkeit (oder bei bestimmten Umsté&nden als Aktiva) auszuweisen hat. Es regelt auch die
Klassifizierung bestimmter Finanzinstrumente, die die Verpflichtung zur Ausgabe eigener Aktien enthalten. Das Statement findet Anwendung flr
Finanzinstrumente, die nach dem 31. Mai 2003 begeben oder modifiziert wurden. Die Anwendung von SFAS NO. 150 hatte keinen materiellen
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

EITF 00-21 ,Revenue Arrangements with Multiple Deliverables*

Im Juli 2003 hat die Emerging Issues Task Force (EITF) eine Ubereinkuntt fiir Issue 00-21, “Revenue Arrangements with Multiple Deliverables”
(Verkaufsvertrdge mit mehreren Lieferbestandteilen) (EITF 00-21), getroffen. Diese Vorschrift setzt Kriterien fir die Umsatzlegung bei
Vereinbarungen, wenn mehrere Vertragsbestandteile in einem Vertrag kombiniert werden. EITF 00-21 erlaubt erst eine Umsatzlegung, wenn ein
Marktwert der nicht gelieferten Bestandteile verfiigbar ist und der einzelne Bestandteil allein einen Wert fiir den Kunden besitzt. EITF 00-21 gibt
auch Hinweise, wie der gesamte Auftragsumsatz auf die einzelnen Lieferungen aufgeteilt wird. Diese Ubereinkunft findet fiir alle Quartale, die
nach dem 15. Juni 2003 begonnen haben, Anwendung. Die Anwendung von EITF 00-21 hatte keine materiellen Auswirkungen auf die
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.



lll. Erlduterungen zu den Bilanzaktiva (Werte in Tausend EUR)

lIl.1 Marktwerte der Finanzinstrumente

Die geschatzten Marktwerte der nicht-derivativen Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei
einer tatsachlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren wiirde.

Fir die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:
Fliissige Mittel: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen anndherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen anndherungs-
weise den Marktwerten der Instrumente.

Langfristige Darlehen: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten wird durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktiib-
lichen Zinssé&tzen fur Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Wandelanleihe: Zur Ermittlung des fairen Wertes der auf Basis der Wandelanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende
Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden wiirde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und
die fehlende Besicherung der Wandelanleihe beriicksichtigt. Ebenso wurden Annahmen fiir das aktuelle Rating des Konzerns getroffen. Dem
ausgewiesenen um Mio. 1,4 EUR geringeren fairen Wert der Wandelanleihe steht der Wert der Wandlungsrechte gegenuber.

Derivative Instrumente sind zu Marktwerten gemé&B den Bankmitteilungen angesetzt.

Marktwerte der Finanzinstrumente, die sowohl Aktiv- als auch Passivpositionen der Bilanz betreffen:

2003 2003 2002 2002

Buchwert Marktwert Buchwert Marktwert

Fliissige Mittel 26.785 26.785 16.914 16.914
Forderungen 23.606 23.606 34.105 34.105
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -3.154 -3.154 -3.531 -3.531
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. kurzfristiger Teil) -13.772 -14.144 -18.047 -18.843
Wandel- und Optionsanleihe -11.642 -10.233 0 0
Gesamt 21.823 22.860 29.441 28.645

lI.2 Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen.
Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwahrungen entstehen durch grenziibergreifende Lieferbeziehungen zwischen
den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den W&hrungsrdumen des USD und des YEN, die Produkte von
Schwestergesellschaften aus dem EURO-Wahrungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschéfte
abgeschlossen, um Wahrungsveranderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das
Grundgeschéft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt.
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Zum 31. Dezember 2003 und 2002 bestanden folgende Devisentermingeschéfte:

2003 2003 2002 2002

Nominalvolumen Marktwert in TEUR Nominalvolumen Marktwert in TEUR

Verkauf von US-Dollar (in TUSD) 5.621 599 3.093 517
...davon bis zu einem Jahr 5.261 556 2.693 450
...davon bis Jahr 2005 360 43 400 67
Verkauf von Yen (in Mio JPY) 28,5 5 0,0 0
...davon bis zu einem Jahr 28,5 5 0,0 0
Kauf von US-Dollar (in TUSD) 400 -25 155 -1
...davon bis zu einem Jahr 400 -25 155 -1

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Bérsenkursen ermittelt. Zum 31. Dezember 2003 wurden
die Devisentermingeschéfte mit inren Marktwerten bilanziert und unter Riickstellungen bzw. sonstige kurzfristige Forderungen ausgewie-
sen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2003 bestehenden Verpflichtungen dar. Die potenziellen
Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Wahrungskurse und andererseits im Bonitétsrisiko der Gegenpartei, die ausschlieBlich aus
deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonitét besteht.

1Il.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

Forderungen gegen Dritte 25.461 35.628
Wertberichtigungen -1.855 -1.523
Forderungsbestand netto 23.606 34.105

11l.4 Sonstige kurzfristige Forderungen

Als ,available for sale” im Sinn von SFAS NO. 115 weist die Gesellschaft unter dieser Position Aktienbesitz an der JMAR Technologies,
Inc. aus, die aus der VerduBerung von Patenten und der Technologie betreffend Réntgenlithographie im Geschaftsjahr 2001 stammen.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Bérsenkurs abgeleitet wurde. Der
durch die Marktwert&dnderung entstandene unrealisierte Gewinn in Héhe von TEUR 47 wurde ergebnisneutral innerhalb des Eigenkapitals
im Other Comprehensive Income (OCI) ausgewiesen. Der Wert der Aktien in den sonstigen kurzfristigen Forderungen betrdgt zum
Jahresende TEUR 110 (2002: TEUR 63).

In den sonstigen kurzfristigen Forderungen sind folgende Positionen enthalten:

Umsatzsteuer 548 429
Devisentermingeschéfte 604 505
Geleistete Anzahlungen 208 476
Steuervorauszahlungen 4.180 5.560
Sonstiges 1.063 2.279

Sonstige kurzfristige Forderungen 6.603 9.249



1.5 Vorrate

Die Vorréte lassen sich wie folgt aufteilen:

Materialien und Hilfstoffe 18.767 21.445
Unfertige Erzeugnisse 12.668 12.154
Fertigerzeugnisse 6.788 8.965
Demonstrationsgerate 10.745 11.981
Handelswaren 162 410
Wertberichtigungen -7.230 -6.893
Vorréte netto 41.900 48.062

111.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Vorauszahlungen fiir zukiinftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeitrédge
oder Mietvorauszahlungen und die Kosten der Wandel- und Optionsanleihe.

1.7 Sachanlagen

Fur die Darstellung der Sachanlagen verweisen wir auf den beigefligten Anlagenspiegel.

2003 2002
Abschreibung auf Sachanlagen 4.106 4.721
Leasing

Das Unternehmen hat bestimmte Sachanlagen Uber langfristige Mietvertrdge angemietet. Diese Vertrdge stellen aufgrund ihrer
Charakteristika Finanzierungsleasing dar und werden entsprechend buchhalterisch behandelt. Zur detaillierten Darstellung verweisen wir
auf den Anlagenspiegel und auf VI.2. Daneben mietet das Unternehmen Geb&ude, Biroeinrichtungen und Fahrzeuge, die Operating
Lease darstellen.

111.8 Goodwill und immaterielle Vermégensgegenstiande
Goodwill

Entsprechend den Regelungen des SFAS NO. 142 wird Goodwill in Hhe von 28 Mio. EUR seit dem 1. Januar 2002 nicht I&nger planmaBig abge-
schrieben, sondern mindestens einmal jahrlich oder wenn Indikatoren auf eine Wertminderung hinweisen, auf seine Werthaltigkeit hin Uberprift.

Die erstmalige Anwendung von SFAS NO. 142 verlangte, dass alle im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschllissen vor dem
1. Juli 2001 erworbenen immateriellen Vermdgensgegensténde, welche die in SFAS NO. 141 beschriebenen Voraussetzungen fiir einen
separaten Ausweis nicht erflllen, als Goodwill auszuweisen sind. Ebenso sind immaterielle Vermégensgegensténde, welche die Kriterien
fur einen separaten Ausweis erflillen, bisher aber als Goodwill aus der Erstkonsolidierung erfasst waren, als immaterielle Vermdgensge-
genstande auszuweisen. Das Unternehmen stellte in diesem Zusammenhang keinen Bedarf an Umgliederungen fest.

Die erforderliche jahrliche Uberpriifung des Goodwill auf Wertminderung hat die Gesellschaft jeweils im dritten Quartal eines
Geschéftsjahres vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Geschéftsjahren 2003 und 2002 auBerplanmaBige
Abschreibungen nicht notwendig waren.
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Sonstige immaterielle Vermdgensgegenstande

Die sonstigen immateriellen Vermdgensgegensténde zum 31. Dezember 2003 bzw. 2002 bestehen aus Patenten, Lizenzen und &hnlichen
Rechte in Hohe von TEUR 7.305 bzw. TEUR 9.679.

Die Abschreibungen auf die sonstigen immateriellen Vermdgensgegensténde betrugen TEUR 1.965 fur das Geschaftsjahr 2003 sowie
TEUR 2.200 fiir das Geschéftsjahr 2002. AuBerplanméBige Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstdnde wurden weder im
Geschéftsjahr 2003 noch in 2002 vorgenommen.

Im Zusammenhang mit der Erstanwendung von SFAS NO. 142 wurden im Mai 2002 die Nutzungsdauern aller erworbenen immateriellen
Vermdgensgegenstande uberprift. Dabei wurden keine immateriellen Vermégensgegensténde festgestellt, die eine unbestimmbare
Nutzungsdauer haben. Nach Ablauf der planméaBigen Nutzungsdauer werden Restwerte fiir diese immateriellen Vermdgensgegensténde
nicht erwartet.

Auf Basis des Bestands an immateriellen Vermdgensgegenstinden, die ausnahmslos eine bestimmbare Nutzungsdauer haben, werden
die folgenden Abschreibungsbetrage fir die folgenden fiinf Berichtsjahre erwartet:

Wert TEUR

2004 1.898
2005 1.848
2006 1.729
2007 1.296
2008 1.138
... Spater 9

Diese Schatzungen kénnen von den tatsdchlichen Betrdgen in der Zukunft abweichen.

In folgender Tabelle werden die Auswirkungen aus der Erstanwendung von SFAS NO. 142 zum 1. Januar 2002 auf den Konzerniiber-
schuss sowie auf das Ergebnis je Aktie gezeigt, als wéren diese Regelungen bereits am 1. Januar 2001 in Kraft getreten:

Wert TEUR Wert TEUR

2001 pro forma 2001 wie berichtet

Jahrestiberschuss 25.423 21.079
enthaltene Goodwill-Abschreibung 0 4.344
Ergebnis je Aktie unverwéssert EUR 1,85 1,53
Ergebnis je Aktie verwdssert EUR 1,84 1,53

1Il.9 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Equity-konsolidierte Beteiligungen 110 114
Ubrige Beteiligungen 34 34
Finanzanlagen 144 148

Mittels der Equity-Methode wurde die Beteiligung an der Hugle Lithography Inc., USA (Anteil 53,1%) bewertet. Die Beteiligung wurde zum
31. Dezember 2003 mit ihrem anteiligen Eigenkapital in Hohe von TEUR 22 (Vorjahr TEUR 22) bilanziert. Die Geschaftstatigkeit war in 2003
immateriell.



Die 49%-Beteiligung an der SUSS MicroTec Company Ltd., Bangkok wurde ebenfalls mittels der Equity-Methode bewertet. Es ergab sich
bedingt durch W&hrungskurseffekte eine Verminderung des Beteiligungsansatzes auf TEUR 88 (Vorjahr TEUR 92). Angaben zum
Unternehmen in tausend BAHT (Umrechnungskurs: 1 EUR = 49,935 BAHT):

Umsétze 29.414 30.321
Aufwendungen 28.807 29.146
Steuern 137 240
Ergebnis nach Steuern 470 935
Umlaufvermdégen 6.483 5.217
Anlagevermdgen 5.604 6.727
Aktiva 12.087 11.944
Verbindlichkeiten 1.390 1.960
Eigenkapital 10.697 9.984
Passiva 12.087 11.944

Daneben bestehen weitere Beteiligungen mit Anteilen am Aktienkapital von weniger als 20%. Diese werden bei Vorliegen von
Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abziiglich erforderlicher Wertminderungen.

1I1.10 Sonstige langfristige Vermdgensgegenstiande

Die sonstigen langfristigen Vermdgensgegenstande enthalten vor allem Aktivwerte von Riickdeckungsversicherungen.

Ruckdeckungsversicherung 1.422 1.395
Kautionen 59 256
Ausleihungen 208 96
Sonstiges 212 193
Sonstige langfristige Aktiva 1.901 1.940

IV. Erlduterungen zu den Bilanzpassiva
IV.1 Kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten
Finanzierung

Die Gesellschaft hat mit einem Bankenkonsortium unter der Fiihrung der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank eine Konsortialkredit-
vereinbarung abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung verfiigt lber das Unternehmen Uiber eine bis 30. April 2005 vereinbarte Kreditlinie
in Héhe von 11 Millionen Euro. Die Kreditlinie ist an die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen gebunden. Dem Konsortium gehdren
neben der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank das Bankhaus Reuschel & Co. sowie die ING BHF Bank an. Die Kreditlinie ist zum
31. Dezember 2003 in Hohe des unter den langfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehens des Bankhauses Reuschel & Co.
in Héhe von TEUR 590 beansprucht.

Dartiber hinaus hat die Gesellschaft weitere Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und
deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:
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Kreditlinie 16.923 19.431
Inanspruchnahme 3.730 3.531
Verfiigbare Kreditlinie 13.193 15.900

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

Die kurzfristigen Kredite zum 31. Dezember 2003 und 2002 betrugen TEUR 3.154 und TEUR 3.531. Zum Bilanzstichtag bestehen neben
den in Anspruch genommenen Kreditlinien noch TEUR 13 Kontokorrentverbindlichkeiten. Der durchschnittliche Zinssatz der Kreditlinien
betrug 6,16% (2002: 6,05%).

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Anleihen 11.642 0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegentiber Dritten 13.772 18.047
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gesamt 25.414 18.047
Abziglich kurzfristige Betrage 2.991 3.546
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristige Betrége 22.423 14.501

Zum 31.12.2003 waren Bankdarlehen in Hohe von nominal TEUR 1.432 durch Grundschulden besichert. Fiir Bankdarlehen tiber TEUR
7.648 hat die SUSS MicroTec AG ihre Anteile an der SUSS MicroTec Lithography GmbH., an der SUSS MicroTec S.A.S. und an der SUSS
MicroTec Inc. verpfandet.

Die Darlehenssténde per Ende des Geschéftsjahres waren wie folgt:

2003 2002 Zinsasatz Falligkeit
Bankdarlehen | (EUR) 3.813 4.449 3,25% 2009
Bankdarlehen Il (EUR) 3.835 4.474 3,75% 2009
Bankdarlehen Il (EUR) 590 1.865 5,45% 2003
Bankdarlehen IV (EUR) 735 882 3,75% 2009
Bankdarlehen V (USD) in EUR 1.025 1.518 8,42% 2007
Bankdarlehen VI (USD) in EUR 302 467 8,42% 2007
Bankdarlehen VII (USD) in EUR 981 1.514 9,39% 2007
Sonstige Darlehen < 1 Mio EUR 2.491 2.878
Gesamt 13.772 18.047
...davon kurzfristig fallig 2.991 3.546
...davon langfristig fallig 10.781 14.501
... féllig in 2004 2.991
2005 2.450
2006 2.499
2007 1.955
2008 1.663
...spater 2214

13.772



Am 4. November 2003 hat die SUSS MicroTec AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Wandel- und Optionsanleihe im Gesamtbetrag
von EUR 11.642.000 ausgegeben.

Hiervon entfallen EUR 11.268.730 auf eine Wandelanleihe, die mit 6% p.a. verzinst wird und in zwei gleichen Tranchen am 31. Oktober
2005 und am 30. April 2006 riickzahlbar ist, sofern sie nicht wahrend dieser Laufzeit in bis zu 1.119.810 Aktien der SUSS MicroTec AG
umgewandelt wird. Der Wandlungspreis hierfiir betragt EUR 10,063075 pro Aktie. Die SUSS MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu
30% des Nennbetrages verlangen, wenn der Aktienkurs wahrend 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140% des
Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch von bis zu 50% des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der
Aktienkurs wahrend 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 200% des Wandlungspreises liegt.

Des weiteren entfallen EUR 373.270 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6% p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Auslibung von
Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 riickzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der
SUSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie betrdgt EUR 10,566229 und liegt um 5% (iber dem Wandlungspreis. Er ist zahl-
bar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzlglich Barzahlung von EUR 9,566229 je Aktie. Die
SUSS MicroTec AG kann ab dem 4. November 2004 die Ausiibung von 33 1/3% der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20
aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135% Uber dem Bezugspreis liegt. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die
komplette Austibung der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200% Uber
dem Bezugspreis liegt.

Wandel- und Optionsanleihe sind unbesichert.

IV.2 Pensionsverbindlichkeiten

Das Unternehmen hat verschiedene Versicherungsplane, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invaliditét versichern. Die Pléne
unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen L&nder. Die Leistungen

berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehélter der versicherten Mitarbeiter.

Die Pensionsverpflichtungen setzten sich wie folgt zusammen:

Inlandische Verpflichtungen 3.461 3.520
... davon kurzfristig 212 223
Auslandische Verpflichtungen 334 283
... davon kurzfristig 2 0
Gesamt 3.795 3.803
... davon kurzfristig 214 223

Deutsche Plane

Die Pensionszusagen umfassen Anspriiche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhéngigkeit vom
Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewéahlte Personen der Geschéftsleitung. Die wesent-
lichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

Abzinsungsfaktor 5,25% 5,5%
Gehaltssteigerung 0,0% 0,0%
Rentensteigerung 1,0% 1,0%

Lebenserwartung gem. Richttafel Dr. Heubeck 1998
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Die nachfolgende Aufstellung leitet den "funded status” der Plane (iber auf die in der Bilanz gebuchte Verbindlichkeit:

Uberleitung der erwarteten Pensionsverbindlichkeit

Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 01.01. 3.520 3.474
Servicekosten 9 3
Zinskosten 186 200
Versicherungsmathematischer Gewinn (Verlust) 24 110
Pensionszahlungen -278 -267
Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12. 3.461 3.520
Versicherungsmathematischer Barwert der kumulierten Pensionsverbindlichkeit (ABO) 31.12.  3.461 3.520

Darstellung des Bilanzwertes

Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12. 3.461 3.520
Plankapitalanlagen 0 0
Errechnete Pensionsverbindlichkeit 3.461 3.520
Nicht realisierte Uberleitungsbetrage -7 -107
Nicht realisierte Servicekosten frilherer Perioden -18 i)
Nicht realisierte versicherungsmathematische Gewinne und Verluste -96 -73

3.276 3.321
Zusétzliche Mindestverbindlichkeit 185 199
... davon immaterielle Vermdgensgegensténde 89 126
... davon Other Comprehensive Income 96 73
Pensionsriickstellung 3.461 3.520

Aufstellung der Pensionsaufwendungen

Servicekosten 9 3

Zinskosten 186 200

Amortisation der Uberleitungsbetrage 36 36

Amortisation der Servicekosten friiherer Perioden 1 1

Amortisation der versicherungsmathematischen Gewinne(Verluste) 1 0

Pensionsaufwendungen 233 240
U.S.-Pldne

Das Unternehmen hat einen "Defined Contribution Plan" welcher im Wesentlichen samtliche Arbeitnehmer, die 21 Jahre oder &lter sind
und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, umfasst. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und
einen 401 (k) Plan.

Der Vorstand der U.S. Gesellschaft bestimmt jahrlich die Beitrdge neu, die in den Gewinnbeteiligungsplan einflieBen. Samtliche Beitrage
des Unternehmens werden in einem "Trust Fund" gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leis-
tungsanspruch Uber einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan betragt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 fir jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen
Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag betrdgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen
Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf
Arbeitgeberbeitrage.



Im Geschéftsjahr 2003 betrugen die Aufwendungen des Unternehmens fiir den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2002 TUSD 0) und fur
den 401 (k) Plan TUSD 0 (2002 TUSD 196).

IV.3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten teilt sich wie folgt auf:

Steuerriickstellungen 1.005 1.625
Erhaltene Anzahlungen 2.688 3.409
Abgegrenzte Personalkosten 3.865 5.606
Prémien und Provisionen 1.950 4.169
Fremdleistungen 1.145 2.400
Umsatzsteuer 329 2.019
Garantieriickstellungen 1.275 1.735
Passive Rechnungsabgrenzung 825 593
Sonstiges 3.847 1.876
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 16.929 23.432

In den abgegrenzten Personalkosten war im Vorjahr eine Riickstellung fiir Restrukturierung in Héhe von TEUR 2.102 enthalten.

Die Garantierlickstellungen werden j&hrlich auf Basis der entstandenen Garantiekosten im Verhaltnis zum erzielten Umsatz
neu kalkuliert.

Betrag TEUR

Stand 1. Januar 2003 1.735
Zuflihrung 682
Verbrauch 1.142
Stand 31. Dezember 2003 1.275

IV.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

In den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

Lieferantenverbindlichkeiten 221 351

Darlehen von Mitarbeitern 96 103

Sonstiges 200 281

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 517 735
IV.5 Eigenkapital

Das Grundkapital der SUSS MicroTec AG betrégt EUR 14.956.884 und ist eingeteilt in 14.956.884 Stiick Mio. Aktien mit einem Nennwert
von EUR 1,00.

Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.
Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht riickzahlbar und nicht konvertier-

bar. Dividenden kénnen ausschlieBlich aus den ausschiittbaren Gewinnen gemaB des handelsrechtlichen Jahresabschlusses der SUSS
MicroTec AG ausgeschuttet werden.
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Am 16. Januar 2002 wurde eine Kapitalerhdhung in Héhe von nominal EUR 1.130.000 gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital
durchgefiihrt. Dadurch flossen der SUSS MicroTec Barmittel in Hohe von EUR 34.465.000 brutto zu.

Auf der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde beschlossen, das genehmigte Kapital auf 7.466.242 EUR zu erh6hen. Das bedingte
Kapital von insgesamt 5.822.800 EUR kann fiir bis zu 5.000.000 EUR fir die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden;
500.000 EUR kénnen fiir den neuen Optionsplan genutzt werden. Der Restbetrag von 322.800 EUR ist dem alten, geschlossenen
Optionsplan zuzuordnen. Infolge des Ausscheidens mehrerer Mitarbeiter sind im Berichtsjahr weitere Optionen verfallen, so dass sich
zum Bilanzstichtag das bedingte Kapital auf 5.807.296 EUR belduft.

2003 2002
Grundkapital 14.957 14.957
genehmigtes Kapital 7.466 7.466
bedingtes Kapital 5.807 5.823

Other Comprehensive Income (OCI)

Die Entwicklung des OCI stellt sich wie folgt dar:

Fremdwahrungsanpassungen -3.358 -166
Mindestverbindlichkeit Pensionen -46 -4
OClI zu Beginn der Periode -3.404 -170
Veranderungen vor Steuern

Fremdwé&hrungsanpassungen -2.255 -3.192
Mindestverbindlichkeit Pensionen -23 -67
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren 47 0
Steuereffekte

Fremdwé&hrungsanpassungen 0 0
Mindestverbindlichkeit Pensionen 9 25
Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren 0 0
OCl am Ende der Periode -5.626 -3.404

Aktienoptionspline der SUSS MicroTec AG

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 800.000 durch Ausgabe von
insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschaftsflihrungsmitglieder und weitere Fih-
rungskrafte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Mérz 2004 zu erhdhen. Der Bezugspreis fir die Aktien entspricht dem Marktwert am
Gewahrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist
von 5 Jahren ausgetibt werden.

Die Bezugsrechte kénnen nur von den Berechtigten ausgelibt werden, wenn der Bérsenkurs der Aktien der Gesellschaft den Bezugspreis
bei Austibung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50%, nach vier Jahren um mindestens 75% bzw. nach funf Jahren um
mindestens 100% ubersteigt. Die Bezugsrechte erléschen bei Beendigung des Beschéftigungsverhaltnisses innerhalb der Wartefrist bzw.
sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital fiir diesen Optionsplan auf EUR 350.000 gesenkt. Die Ausgabe
von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde fiir die Zukunft aufgehoben.

In der Hauptversammilung vom 14. Juni 2002 wurde weiterhin der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000 durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewéhrung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschéftsfuhrungsmitglieder und



weitere Filhrungskréfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhéhen. Der Bezugspreis fiir die Aktien entspricht dem
Marktwert am Gewé&hrungsstichtag. Die Bezugsrechte kdnnen nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100% ausgetibt werden.

Die Bezugsrechte kénnen nur von den Berechtigten ausgelibt werden, wenn entweder

e der Bdrsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Auslibung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625% pro vollem
Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgelibten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausiibung des
Bezugsrechts (entspricht 7,5% fiir 12 Monate) ibersteigt und zusatzlich sich im selben Zeitraum der Bérsenkurs prozentual gleich
oder besser entwickelt hat, als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgindex

oder
e der Borsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Auslibung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833% pro vollem
Kalendermonat (10% pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgelibten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Aus-

libung Ubersteigt.

Die Bezugsrechte erldschen bei Beendigung des Beschaftigungsverhéltnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der
Erwerbsfrist.

Im Geschaftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuflihrung zur Kapitalriicklage in Héhe von TEUR 650 (2002: TEUR 1.430) fir diese Plane
vorgenommen.

Aus dem in der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 216.500 Bezugsrechte mit
einem Bezugskurs von EUR 1,11 gewéhrt. Davon sind im Geschéftsjahr infolge des Ausscheidens von Mitarbeitern 6.500 Bezugsrechte
verfallen. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals bestanden folglich zum Bilanzstichtag noch 493.500 Bezugsrechte.

In 2002 wurden keine neuen Optionen gewé&hrt. Am 31. Dezember 2003 bestanden 523.796 Bezugsrechte (2002: 322.800 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2003 gewé&hrten Optionen in Héhe von EUR 1,25 wurde unter Verwendung des
Black-Scholes Optionsbewertungsmodells geschétzt. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen:

2003 2002 2001
Erwartete durchschnittl. Laufzeit 6 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Risikofreier Zinssatz 3,23% 4,61%
Erwartete Volatilitat SUSS-Aktie 38% 57%

Erwartete Dividende 0% - 0%
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Die von der Gesellschaft gewéhrten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

Anzahl  gewichteter druchschnittlicher Bezugspreis EUR

31.12.1998 0
gewdhrt 1999 136.000 13,00
ausgeilbt 1999 0
verfallen 1999 9.600 13,00
31.12.1999 126.400 13,00
gewdhrt 2000 157.662 28,64
ausgeiibt 2000 0
verfallen 2000 0
31.12.2000 284.062 21,68
gewdhrt 2001 68.000 35,44
ausgeiibt 2001 0
verfallen 2001 3.432 27,31
31.12.2001 348.630 24,31
gewdhrt 2002 0
ausgetibt 2002 24.400 13,00
verfallen 2002 1.430 28,64
31.12.2002 322.800 25,14
gewdhrt 2003 216.500 1,11
ausgeiibt 2003 0
verfallen 2003 15.504 9,31
31.12.2003 523.796 15,68
ausgeiibt 24.400
noch begebbar 283.500

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

aewichteter aewichtete

durchnittl. durchnittl.

Anzahl Bezugspreis Restlaufzeit

Bereich des Bezugspreises Bezugsrechte EUR Monate
unter EUR 10,00 210.000 1,11 65
EUR 10,00 - EUR 19,99 94.140 13,00 5
EUR 20,00 - EUR 24,99 = = =
EUR 25,00 - EUR 29,99 127.656 27,31 23
EUR 30,00 - EUR 35,99 68.000 35,44 29
ab EUR 36,00 24.000 36,00 17

523.796 15,68 37



Ergebnis pro Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittiung des unverwasserten und verwasserten Ergebnisses pro Aktie.

Zahler:

Jahrestiberschuss/-fehlbetrag -14.553 -8.938
Nenner:

Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien

unverwéassert 14.956.884 14.893.023
Verwésserung 0 0
verwassert 14.956.884 14.893.023
Ergebnis pro Aktie in EUR:

unverwassert -0,97 -0,60
verwéssert -0,97 -0,60

Im Geschéftsjahr 2003 wurden 1.119.810 Aktien aus der Begebung der Wandelanleihe und 373.270 aus der Begebung der
Optionsanleihe bei der Berechnung des verwasserten Ergebnisses nicht beriicksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen
Verwasserungseffekt filhren wiirde.

Die im Geschéaftsjahr ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden bei der Berechnung der verwésserten Ergebnisses
nicht beriicksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwasserungseffekt filhren wiirde.

V. Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

V.1 Sonstige Aufwendungen und Ertrige

Stornogebiihren 593 581
Ruckstellungsaufldsungen 997 1.461
Verkauf Patente 0 0
Versicherungsleistungen 51 14
Mietertrage 47 81
Sonstige Zuschuisse 320 400
Sonstiges 875 617
Summe Ertrdge 2.883 3.154
Vertragsstrafen, Schadenersatz 479 32
Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen 33 -236
Einzelwertberichtigung 621 1.941
Abgang Anlagevermégen 551 289
Sonstige Steuern 165 64
Ruckzahlung Zuschisse 47 0
Sonstiges 128 1.465
Summe Aufwendungen 2.024 3.555
Saldo 859 -401

Die sonstigen Zuschusse betreffen insbesondere erhaltene Zuschisse der SUSS Test Systems GmbH, Dresden, flr Forschungs- und
Entwicklungsprojekte.
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V.2 Steuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellt sich wie folgt dar:

2003 2002

Deutsche Kdrperschaftsteuer

Deutsche Gewerbeertragsteuer

Auslandische Ertragsteuer

Zwischensumme

Inanspruchnahme/Bildung latenter Steuern auf Verlustvortrége
Sonstiges

Gesamtertrag/ -aufwand

... davon laufend
Inland

Ausland

... davon latent
Inland

Ausland

Die folgende Tabelle zeigt eine Uberleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschéftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

Angenommener Steuersatz

Kdrperschaftsteuer 25,00% 25,00%
Solidaritatszuschlag 5,50% 5,50%
Gewerbesteuersatz 14,90% 14,90%
Kombinierter Steuersatz 37,34% 37,34%
Ergebnis vor Steuern -17.954 -17.170
erwartete Ertragssteuern -6.704 -6.411
Abweichende Steuersétze im Ausland 753 -1.166
Kein Ansatz latenter Steuern bei dem Verlust der MFI Technologies 0 0
Steuerlich nicht zu beriicksichtigender Aufwand im Konzern fiir erworbene

laufende Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten 0 0
Nicht abzugsfahige Goodwill-Abschreibungen im Konzern 0 0
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen 92 88
Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen 156 -574
Nicht abzugsféhige Betriebsausgaben 281 12
Nicht angesetzte, aber steuerlich genutzte Verlustvor- und riicktrage 0 -674
Wertberichtigung auf Verlustvortrage 1.793 453
Sonstiges 228 40
Effektive Ertragssteuern -3.401 -8.232

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern aus Verlustvortrdgen in Héhe von TEUR 1.793 vorge-
nommen. Der groBte Teil der Wertberichtigung in Hohe von TEUR 1.354 betrifft die Konzerngesellschaft in Japan und ergibt sich aus der

zeitlich eingeschrénkten Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvortrége.

Durch den Transfer immaterieller Vermégensgegensténde von Kanada nach Deutschland wurden im Vorjahr wertberichtigte aktive latente

Steuern auf Verlustvortrdge der MFI in Héhe von TEUR 674 genutzt.

1.764 -2.089
1.523 275
-1.788 -6.053
1.499 -7.867
-4.900 -365
0 0
-3.401 -8.232
-1.851 -4.724
930 660
-2.781 -5.384
-1.550 -3.508
-2.542 -2.475
992 -1.033



Die Abgrenzungsposten fir latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

Aktiva Aktiva Passiva Passiva

2003 2002 2003 2002
Bonusrtickstellungen 101 162
Pensionsriickstellungen 1.277 1.269
Urlaubsriickstellungen 143 258
Sonstige Riickstellungen 620 645

Devisentermingeschafte 232 195

Wandelanleihe 222 0
Goodwill & 5
SAB 101 Anpassungen 156 0
Zwischengewinneliminierung 2.218 3.060

Unterschiedl. Abschreibungen 616 1.029
Sonstiges 639 501
Verlustvortrage 9.108 5.656
/. Wertberichtigung Verlustvortrage -3.626 -2.032

Gesamt 10.641 9.524 1.070 1.224
Gesamt netto 9.571 8.300
... davon kurzfristig 2.091 3.405
... davon langfristig 7.480 4.895

V.3 Nahestehende Personen
SUSS Grundstiicksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains (vormals: Suss Real Estate)

Verschiedene Konzerngesellschaften (SUSS MicroTec Lithography GmbH, SUSS Dresden Test Systems GmbH, SUSS MicroTec Inc.)
mieten ihre Geschaftsraumlichkeiten von der SUSS Grundstiicksverwaltungs GbR oder der Hungar Mountains. Die daraus resultierenden
Mietaufwendungen und die sich aus den Vertragen ergebenden zukiinftigen Mindestleasingraten sind in VI.2 dargestellt.

2003 2002

Mieteinnahmen 1.828 1.786
Familie Siiss

Die Familie Stss als enemalige Gesellschafter und heutige Aktiondre des Unternehmens hat Beziige in verschiedenster Form, u.a. als
Pensionsanspriiche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und
der Familie Suss dar. Die Pensionsanspriiche sind in IV.2 Pensionsverpflichtungen, deutsche Pléne, dargestellt.

2003 2002

Gehalter und Pensionen 254 274
Beratungsleistungen 0 43
Summe 254 317
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CMms

Das Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Schiicking ist Gesellschafter der CMS, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe erhélt Rechtsberatung
von dieser Kanzlei.

2003 2002
Beratungsleistungen 86 138

Leistungen an nahestehende Personen

Gehalter und Pensionen 254 274

Beratungsleistungen 86 181

Mieteinnahmen 1.828 1.786

Summe 2.168 2.241
VI. Sonstige Angaben

VI.1 Besondere Aufwandspositionen

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SUSS Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen
Positionen enthalten:

Loéhne und Gehélter 33.532 44.887
Soziale Abgaben 6.287 8.413
Aufwendungen zur Altersvorsorge 472 961
Personalaufwand gesamt 40.291 54.261
Ausgaben fiir Werbung 2.880 2.742
Forschung und Entwicklung 10.496 12.537

Die Materialaufwendungen betrugen in 2003 TEUR 35.921 (2002: TEUR 47.961).

V1.2 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Leasing

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen Fertigung, Geschéftsfiihrung und Verwaltung sowie verschiedene

Ausrlistungsgegenstande unter Operating-Leasing-Vertrdgen. Darliber hinaus bestehen beziiglich Betriebs- und Geschéftsausstattung
Capital-Leasing-Vertrage.



Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Financial Operating davon Operating Lease mit

Lease Lease nahestehenden Personen

Aufwendungen 2002 -- 3.183 1.786

Aufwendungen 2003 -- 2.633 1.828

... féllig in 2004 185 2.573 1.734

2005 156 2.366 1.667

2006 148 2.208 1.654

2007 102 1.498 1.340

2008 89 37 1.340

... spater 74 6.451 6.451

Gesamt zukiinftig 754 15.133 14.186
Zinsanteil 123
Verbindlichkeit 631
... davon kurzfristig 158
... davon langfristig 473

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Bestellobligo 5.492 2.150

Wechselobligo 0 0

Ruckkaufgarantien 133 1.577

Sonstiges 690 166

Summe 6.315 3.893

Das Bestellobligo verpflichtet uns zu einer spéteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Riickkaufgarantien basieren in der Regel auf unseren eigenen Herstellkosten: Normalerweise entspricht der initiale Riickkaufspreis unseren
eigenen Herstellkosten und damit nicht mehr als 60% des Verkaufspreises. Der Riickkaufpreis reduziert sich um 20% pro Jahr und die Garantie

|duft nach 3 Jahren aus.

VI.3 Restrukturierung

Im vierten Quartal des Geschéftsjahres 2002 wurde aufgrund der Marktentwicklung eine Restrukturierung mit betriebsbedingten Kiindigungen
durchgeflhrt. Insgesamt wurden zum 31. Dezember 2002 Riickstellungen firr RestrukturierungsmaBnahmen in Héhe von TEUR 2.102 gebildet.
Der damit verbundene Personalabbau von 112 Mitarbeitern wurde im ersten Quartal des Berichtsjahres durchgeftihrt. Der Personalabbau

erfolgte in folgenden Bereichen:

Mitarbeiter

Verwaltung

Marketing und Vertrieb
Produktion und Technik
Forschung und Entwicklung
Gesamt

Die zum 31. Dezember 2002 gebildete Riickstellung wurde im Berichtsjahr in Hhe von TEUR 1.911 verbraucht und in Héhe von TEUR 190 auf-

gelost.
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Im Berichtsjahr mussten im ersten Quartal weitere RestrukturierungsmaBnahmen durchgefiihrt werden. So wurde einerseits der Standort
Singen nach Vaihingen verlagert, andererseits wurde am Standort Dresden ein Mitarbeiterabbau durchgefihrt. Es fielen Kosten in Form
von Abfindungen und Freistellungen der Mitarbeiter in Héhe von TEUR 476 an. Angaben zu dieser weiteren Restrukturierung sind in nach-

folgender Tabelle dargestellt:

Mitarbeiter

Verwaltung

Marketing und Vertrieb
Produktion und Technik
Forschung und Entwicklung
Gesamt

V1.4 Segmentsberichterstattung

4
14
23

8
49

Die Gruppe ist mit dem Verkauf von technischen Produkten und Service nur in einem Segment tétig. Die Gruppe entwickelt, produziert
und verkauft im Bereich Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik. Hauptkunden sind der Automobilsektor und die Halbleiterindustrie, wo

diese Geréte fur &hnliche Zwecke eingesetzt werden.

In 2003 und 2002 wurden mit keinem Kunden 10% oder mehr des Konzernumsatzes erzielt.

Externe Umsatzerlése - Produkte

Deutschland 39.877 55.462
USA 30.212 41.648
Frankreich 5.844 11.719
Asien 8.721 10.125
Sonstige Lander 1.865 1.556
Gesamt 86.519 120.510
Externe Umsatzerlése - Service

Deutschland 2.787 2.516
USA 1.843 2.155
Frankreich 714 741
Asien 416 1.099
Sonstige Lander 336 494
Gesamt 6.096 7.005
Langfristige Aktiva

Deutschland 21.400 21.460
USA 5.046 8.085
Frankreich 2.470 2.798
Asien 1.243 2.476
Sonstige Lander 698 956
Konsolidierung -2.092 -2.669
Gesamt 28.765 33.106
Goodwill

Deutschland 9.082 9.082
USA 16.169 16.169
Frankreich 1.166 1.166
Asien 187 187
Sonstige Lander 1.405 1.405
Gesamt 28.009 28.009



VL5 Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der Konzerngesellschaft im Jahr 2003 waren:

Herr Dr. Franz Richter, Dipl.-Ingenieur, Eichenau (Vorstandsvorsitzender)

Zustandigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Personal, Investor Relations, Forschung und Entwicklung, Recht und Versicherungen,

Mergers und Acquisitions, Operations

Herr Stephan Schulak, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach (Mitglied des Vorstands)
Zustandigkeitsbereiche: Finanzen, Informatik, Risikomanangement

Die Bezlige des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergltung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche
Gehaltszahlungen, Zuschlisse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsméglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergltung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orien-
tiert. Eine nachtragliche Anderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die Bezlige bestehen zudem aus einer variablen Vergiitungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines
Stock Option Plans.

Die Gesamtbarvergltung des Vorstands betrug im Geschéftsjahr EUR 556.723 und bestand ausschlieBlich aus fixen Bestandteilen (ein-
schlieBlich der Zuschsse zur Sozialversicherung und der Leasingraten fir den Firmenwagen).

Fur den Jahresbonus des Vorstandes wurde im Geschéftsjahr 2003 eine Riickstellung von EUR 63.349 gebildet.

Zudem wurden an die Mitglieder des Vorstands jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Der Marktwert pro
Option betrug bei Ausgabe EUR 1,2490.

Diese Vergiitungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

Barvergiitung
Fixum 330.090 226.633
Erfolgsbezogen 38.348 25.001
Summe 368.438 251.634
Aktienoptionen
Anzahl 40.000 40.000
Auslibungspreis 1,11 1,11

Weiterhin wurden aufgrund der in 1999, 2000, 2001 und 2003 an Vorstdnde gewéhrten Optionen TEUR 313 als Personalaufwand in der
Holding erfasst. Es erfolgten hieraus aber keinerlei Zahlungen an die Vorsténde.

Fur ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsriickstellung von TEUR 20.
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Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschéftsjahr 2003:

Dr. Winfried Siiss, Miinchen, Aufsichtsratsvorsitzender
weitere Mandate:
ISIT, ltzehoe, (Kurator)

Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschaftsfiihrer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Horst Gortz, Neu-Anspach, Kaufmann

weitere Mandate:

Ultimaco Safeware AG, Oberursel (Aufsichtratsvorsitzender)
GITS AG, Bochum (Aufsichtratsvorsitzender)

Prof. Dr. Anton Heuberger, Miinchen, Professor an der TU CAU Kiel

weitere Mandate:

West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)

IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)

MicroParts Gesellschaft fiir Mikrostrukturtechnik mbH, Karlsruhe (Mitglied im Aufsichtsrat)
Solid Energy, ltzehoe (Mitglied im Beirat)

Sensor Dynamics, Graz, Osterreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

Dr. Christoph Schiicking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar

weitere Mandate:

Lambda Physik AG, Géttingen (Mitglied im Aufsichtsrat)

Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
Kennametal Europe Holding GmbH, Fiirth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fiirth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Freudenberg & Co., Weinheim/BergstraBe (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

Dr. Thomas Sesselmann, Tittmoning, Geschiftsfiihrer

weitere Mandate:

Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

SUMTAK Corporation, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

ACURITE Inc., Jamestown, NY., USA (Mitglied Board of Directors)

Die Beziige des Aufsichtsrats betrugen im Berichtsjahr insgesamt EUR 42.182. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates verzichtete auf seine
Bezlige. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten je EUR 7.669 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates erhielt
EUR 11.504.



Aktien- und Optionsbesténde der Organmitglieder zum 31. Dezember 2003:

Dr. Franz Richter 400.000 105.000
Stephan Schulak 0 40.286
Dr. Winfried Stiss 1.025.000 0
Thomas Schlytter-Henrichsen 6.909 0
Horst Gértz 3.8%4 0
Prof.Dr. Anton Heuberger 0 0
Dr. Christoph Schiicking 500 0
Dr. Thomas Sesselmann 0 0

Angaben nach Ziffer 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex

Am 23. Januar 2003 hat Herr Dr. Winfried Siiss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 7.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von
EUR 2,75 je Aktie erworben.

Am 24. Januar 2003 hat Herr Dr. Winfried Suss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 13.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von
EUR 2,76 je Aktie erworben.

Am 9. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Siss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 4.500 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,60
je Aktie erworben.

Am 9. April 2003 hat Frau Maritta Siss, die Frau des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Winfried Siiss, 5.000 Aktien der Gesellschaft zu
einem Preis von EUR 1,75 je Aktie erworben.

Am 10. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Siss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 20.500 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von
EUR 1,75 je Aktie erworben.

Am 11. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Siss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 10.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von
EUR 1,94 je Aktie erworben.

Am 14. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Siss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 10.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von
EUR 1,985 je Aktie erworben.

Am 7. November 2003 gab Herr Dr. Winfried Siiss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 79.780 Aktien der Gesellschaft, die falschlicherweise
seinem Depot zugeschrieben wurden, zurlick an seine Ehefrau.

V1.6 Mitarbeiter
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 737 Mitarbeiter (2002: 941 Mitarbeiter) in der SUSS MicroTec-Gruppe beschaftigt.

Stand am Jahresende:

Verwaltung 104 136
Marketing und Vertrieb 236 262
Produktion und Technik 376 480

Summe 716 878
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In den at equity einbezogenen Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter 15 (2002: 19 Mitarbeiter) tatig.

Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der SUSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklarung zur Beachtung des
Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Oktober 2003 abgegeben und im Internet unter www.suss.com
dauerhaft zugénglich gemacht.

Angabe gemiB § 160 Nr. 8 AktG

Julius Bar Asset Management & Investment Funds, Zirich, Schweiz, hat der Gesellschaft am 11. September 2003 gem. § 21 Abs. 1
WpHG i.V.m. § 15b Abs. 2 AuslinvG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil des Julius Baer Multistock, Luxemburg, die Schwelle von 5%

Uberschritten hat und 5,16% (entspricht 771.705 Stammaktien) betrégt.

Die Capital Group Companies, Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft am 25. Mé&rz 2003 mitgeteilt, dass die Schwelle von 5% unter-
schritten wurde und ihr Stimmrechtsanteil 4,85% (entspricht 724.695 Stammaktien) betragt.

Die Nobel S.A., Paris, Frankreich, hat der Gesellschaft am 22. Januar 2003 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 5,08% (entspricht
760.000 Stammaktien) betrégt.

Garching, 15. Mérz 2004
Der Vorstand

R4 SN

Dr. Franz Richter Stephan Schulak
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Bestétigungsvermerk des Abschlusspriifers

Wir haben die von der SUSS MicroTec AG aufgestellte konsolidierte Bilanz und die zugehérige konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung, Eigenkapitalverédnderungsrechnung, Kapitalflussrechnung sowie Anhangangaben (Konzernabschluss) fur das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 gepruft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den US-ameri-
kanischen Rechnungslegungsgrundsétzen (United States Generally Accepted Accounting Principles-US-GAAP) liegen in der
Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung zu
beurteilen, ob der Konzernabschluss den US-GAAP entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlusspriifung nach den deutschen Priifungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsméBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die
Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei
von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse uber die Geschéfts-
tatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen iber mdgliche Fehler beriick-
sichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Nachweise flir die Wertansétze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prifung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsétze und der wesentlichen
Einschétzungen des Vorstands sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage firr unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Uberzeugung stellt der oben genannte Konzernabschluss die Vermégens- und Finanzlage des Konzerns zum
31. Dezember 2003 sowie dessen Ertragslage und Zahlungsstréme flr das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2003 in Ubereinstimmung mit den US-GAAP in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

Unsere Priifung, die sich auch auf den vom Vorstand aufgestellten, mit dem Lagebericht der SUSS MicroTec AG zusammenge-
fassten, Konzernlagebericht fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 erstreckt hat, hat zu keinen
Einwendungen gefiihrt. Nach unserer Uberzeugung gibt der Konzernlagebericht zusammen mit den (ibrigen Angaben des
Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar. AuBerdem bestétigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht fur das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 die Voraussetzungen fiir eine Befreiung der Gesellschaft von der
Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfiillen.

Minchen, den 16. Marz 2004
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